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MICROCHIP

www.microchip.com

Microchip anade una se-
gunda herramienta de
desarrollo para los dise-
hadores que utilizan su
FPGA SoC PolarFire®
RISC-V® de bajo consu-
mo en aplicaciones em-
bebidas de vision on the
edge

La plataforma amplia las opciones para
el cliente destinadas al diseho de siste-
mas sequros y fiables en aplicaciones
que van desde inferencia de redes neu-
ronales hasta Internet de las Cosas In-
dustrial (IloT) y automatizacion industrial

Microchip Technology ha anunciado
la segunda herramienta de desarrollo
dentro de su iniciativa Smart Embedded
Vision dirigida a los disefadores que uti-
lizan su FPGA (Field Programmable Gate
Array) SoC (System on Chip) PolarFire
RISC-V. Esta FPGA SoC es la de menor
consumo dentro de su segmento y el
dispositivo PolarFire es el tinico de gama
media que admite simultdneamente
doble procesamiento de video 4Ky
procesadores RISC-V de cuatro nlcleos

para aplicaciones ejecutadas con siste-
mas operativos en tiempo real (RTOS) y
sistemas operativos como Linux®.

La plataforma de desarrollo Smart
Embedded Vision de Microchip se une
al kit de desarrollo de software (SDK)
VectorBlox™ previamente anunciado
por la compania y a la IP destinada a
dispositivos PolarFire para la programa-
cién de una red neuronal entrenada
sin necesidad de conocimientos sobre
FPGA. La nueva herramienta simplifica
el desarrollo de soluciones informaticas
de borde (edge) en los entornos térmi-
cos complicados de aplicaciones lloT y
de automatizacién industrial. Entre la
IP, el hardware y las herramientas de
la plataforma para estas soluciones se
encuentran:

* Vision embebida: Compatible con
dos camaras 4K MIPI CSI-2; HDMI®

2.0 con expansion basada en la tar-

jeta FMC (FPGA Mezzanine Card);
CoaXPress® 2.0; SDI (6 Gbpsy 12
Gbps); interfaz USXGMII (Universal
Serial 10 GE Media Independent
Interface) MAC IP con autonego-
ciacién; y protocolos USB 3.1 Gen
1yGen 2.

¢ lloT y automatizacion industrial:
Admite Wi-Fi®/Bluetooth®; USB
2.0; tarjeta SD; eMMC (Embedded
MultiMediaCard); PCle® (Peripheral
Component Interconnect Express)
totalmente integrado con la fun-
cionalidad de punto final y puerto
raiz para cuatro vias; y un conector
mikroBUS™ que se puede usar con
la plataforma Trust&GO de Micro-
chip para disponer de conectividad
segura en la nube.
La plataforma es compatible con el

ecosistema Mi-V RISC-V de Microchip,

incluidas las herramientas de desa-

rrollo de AdaCore, Green Hills Soft-
ware, Mentor Graphics y Wind River.
Hay soluciones comerciales para RTOS
como VxWorks® y Nucleus®, asf como
soluciones gratuitas como Zephyr® y
FreeRTOS™ . También existen soluciones
middleware de DornerWorks, Hex Five y
Veridify Security.

Las FPGA SoC PolarFire de Microchip
destacan por su eficiencia térmica y
seguridad para sistemas inteligentes y
conectados consumiendo la mitad que
otras alternativas. El SoC PolarFire y la
plataforma Smart Embedded Vision
ofrecen a los disenadores la posibilidad
de escoger entre informatica de borde
basada en potentes sistemas operativos,
sistemas en tiempo real inmediato, con
una gran memoria de 2 MB'y capacidad
de proceso en tiempo real compatible
con SO potentes. Los usuarios pueden
aprender una plataforma y cubrir tres
aplicaciones.

Disponibilidad

La plataforma Smart Embedded
Vision de Microchip ya se encuentra dis-
ponible y las FPGA SoC PolarFire estan
en produccién. Para mas informacion:
FPGA_Marketing@microchip.com.

Héaganos saber si desea hablar con
un experto sobre las FPGA SoC PolarFire
y cdmo optimizar lloT, automatizacién
industrial y otras aplicaciones de vision
embebida on the edge.

Gane un kit de evalua-
cion WLRO89 Xplained
Pro de Microchip

Gane un kit de evaluaciéon WLR0O89
Xplained Pro (EV23M25A) con REDE y, si
no gana, reciba un cupoén de descuento
del 20% y el envio gratuito de uno de
estos Kits.

@- MicrROCHIP

— = i b=

El WLR089 Xplained Pro de Micro-
chip es una plataforma de hardware
disenada para evaluar los médulos LoRA
WLR089UO.

El médulo WLRO89UO es un mo-
dulo LoRA certificado de muy bajo
consumo que se basa en el circuito
integrado LoRa ATSAMR34J18. El SAM
R34/R35 es una familia de dispositivos

WILRO08S Xplained Pro'Evaluation Kit
(Fart & EV2IM258)
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de tecnologia LoRa de alta integracion
formada por un microcontrolador de
32 bit de muy bajo consumo vy alto
rendimiento, un transceptor LoRay una
pila de software.

Gracias a sus disefios de referencia
certificados y a su interoperabilidad
demostrada con los principales provee-
dores de pasarelas y redes LoRaWAN,
los dispositivos SAM R34/35 reducen
significativamente el plazo de comer
cializacién de dispositivos finales para
Internet de las Cosas (loT).

El moédulo autébnomo WLR0O89UO
incorpora un procesador ARM®
Cortex®-M0+ de 32 bity ofrece 256KB
de Flash y 40KB de SRAM (8KB con
bateria) en un encapsulado compacto
de 17 x 13,5 mm. Los modulos WL-
RO89UO, caracterizados por unas co-
rrientes en reposo son extremadamente
bajas a partir de 790nA, son ideales
para aplicaciones de deteccién remota
alimentadas por baterfa. Los moédulos

WLRO89UO cuentan con las certifica-
ciones FCC, ICy RED. El kit WLR089 no
es solo una plataforma de evaluacion
sino también un excelente disefio de
referencia para desarrollar aplicacio-
nes en nodos finales LoRA basadas en
SAMR34/35.

Este kit cuenta con el soporte de
Atmel Studio, una plataforma de desa-
rrollo integrado que ofrece ejemplos de
aplicacién predefinidos. El kit también
facilita el acceso a varias funciones del
modulo WLR089UO vy el dispositivo
ATSAMR34J18B, ademas de incorpo-
rar otros periféricos que potencian las
funciones de la tarjeta y facilitan el de-
sarrollo de disefios a medida.

Si desea ganar un kit de evaluacion
WLR089 Xplained Pro o recibir un cu-
pon de descuento del 20% y el envio
gratuito, visite la direccién web https://
page.microchip.com/REDE-WLRO89.
html e introduzca sus datos en el for-
mulario.
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Abrase paso a través del ruido
Interfaces de sensor rapidas y fiables en entornos adversos

La familia de microcontroladores ATtiny1627 incorpora un convertidor A/D diferencial de 12 bit verdaderos
y un amplificador de ganancia programable (PGA) que permite medir sefiales de pequefia amplitud, recoger
sefiales en entornos adversos y convertir a alta velocidad las sefiales de aplicaciones en tiempo real. La
familia ATtiny1627 es totalmente compatible con las familias de microcontroladores tinyAVR® 1y 0, lo cual
facilita enormemente la migracion.

La familia ATtiny1627 es perfecta para nodos de sensores, asi como para aplicaciones pequefias y eficientes
de control. Cuenta con hasta dos USART y ello facilita la comunicacion con diferentes interfaces. Entre las
aplicaciones en nodos de sensores puede haber detectores de movimiento pasivos por infrarrojos (PIR),
termopares, medida de corriente de baja resistencia, medidas en derivaciones y codificadores magnéticos.
El segundo USART incluido en la familia ATtiny1627 le permite comunicarse con varias interfaces dentro de
la aplicacion.

Principales caracteristicas
Medida rapida y exacta con un convertidor A/D diferencial de 12 bit
Medir sefiales de pequefia amplitud con el PGA

Mejorar la supresion de ruido con la acumulacion de hardware
integrada y el sobremuestreo de hasta 1024 muestras

Incorporated en EE.UU. y en otros paises. Las restantes
marcas pertenecen a sus propietarios registrados.

© 2021 Microchip Technology Inc. Todos los derechos
reservados. DS30010230B. MEC2371-SPA-04-21

® U
5 _'I' El nombre y el logo de Microchip, el logo Microchip y
‘ I Cnoc H I p tinyAVR son marcas registradas de Microchip Technology
.
.


https://www.microchip.com/attiny1627

Noticias

OL~E2R

The Power Supply Company
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Solucién loT:
lluminacién inteligente
inaldmbrica

De un tiempo a esta parte, el
sector de iluminacién ha ido evo-

lucionando y la posibilidad de con-
trolar una luminaria ha transforma-
do la manera de interaccionar con
ella. El auge en las telecomunica-
ciones 5G y la integracién inteli-
gente de todos los productos en
los sistemas de iluminacién marca
nuestro presente y futuro.

Las luminarias ya no solo son
herramientas de iluminacién, el
control e integracion inaldmbrico
de todos estos accesorios de ilumi-

Led drivers DC House:
Series NHDD

En aplicaciones de iluminacién
LED, MEAN WELL y Electrénica OL-
FER siempre han proporcionado
una gran variedad de productos,
liderando asi el mercado. Esta vez,
o0s presentamos una nueva aplica-
cion de bus centralizado de 380Vcc
de alto voltaje y convertirnos en
pioneros en aplicaciones de ilumi-
nacién de redes eléctricas CC. Esto
coincide con el cambio de mentali-
dad de los pafses a nivel global en
el uso de la energia y del carbono,
comenzando a pensar en un ahorro
energético y una mejor utilizacién
de los recursos naturales. Co6mo
combinar fuentes de energia reno-
vables e integrar eficazmente la red
eléctrica CCy los sistemas de alma-
cenamiento de energia es nuestro
objetivo. MEAN WELL y Electrénica
OLFER continuarén proporcionando
productos enfocados en esta linea
para reducir la pérdida en la con-
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versién de energia y crear nuevas
aplicaciones de iluminacién de la
red eléctrica CC.

Son més de 35 anos de expe-
riencia en disefio y fabricacién de
fuentes de alimentacion, y junto a
MEAN WELL, Electrénica OLFER os
presenta la nueva serie NHDD-40,
un LED driver que nos proporciona
una solucion completa de ilumi-
nacién en sistemas en corriente
constante. Solucién de energia re-
novable que reduce esa pérdida de
conversion de energia y se integra
en un sistema de almacenamien-
to de energia (ESS). Por tanto, la
aplicacion del bus centralizado CC
en edificios (DC House) ya no es
solo un concepto. En el futuro, la
integracién de la red eléctrica CC
en los nuevos edificios serd una
infraestructura necesaria.

La serie NHDD-40 puede funcio-
nar directamente en un sistema de
bus centralizado de 380Vcc, con-
vertir la salida de corriente constan-
te y usarse con luminarias LED. La

nacién y dispositivos domésticos en
la misma red y controlarlos a través
de una aplicacién es el objetivo
actual del mercado. Los usuarios
toman las riendas y pueden contro-
lar facilmente todas las luminarias,
sensores o cualquier dispositivo
conectado a la red a través de su
Smartphone, pc o cualquier dispo-
sitivo con bluetooth, gestionando
ellos mismos, todo el sistema a su
medida.

MEAN WELL y Electrénica OL-
FER implementaron su gama de
productos, afadiendo dispositivos
con Bluetooth para soluciones de
iluminacién inteligente loT. Esta so-
lucion 1oT, no solo puede conseguir
transmision de datos y audio, sino
gue también puede conectar dispo-
sitivos automéaticamente como un
sistema de red auto-organizado.
Esta nueva tecnologia inaldmbrica
resuelve la problematica de conec-
tar los dispositivos uno a uno.

Por otro lado, estos productos
loT cuentan con varios protoco-
los como Casambi, Silvair y Tuya,
proporcionando a los usuarios se-
leccionar el estdandar mas adecua-

LED drmvers con Enbrads OO (360Y

aplicacién de iluminacion de la red
eléctrica CC puede reducir el coste
total de la instalacion y reducir la
pérdida de conversion.

La iluminaciéon de la red eléctrica
CC también se puede integrar en
un sistema de automatizacién de
edificios DALl o KNX. Si necesita
utilizar el bus centralizado de 48Vcc
de baja tension, MEAN WELL tam-
bién puede proporcionar la serie
NLDD-H (controlador LED de entra-

".Q T o —
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do segln la region o preferencia
personal.

Anteriormente, anunciamos
desde Electrénica OLFER dos series
completas de nuestro proveedor
MEAN WELL para satisfacer esta
demanda del |oT. Estas series son
las LCM loT y PWM loT.

Los divers multicorriente y re-
gulables LCM-25/40/60 loT, con
diseno de corriente constante y
corriente ajustable mediante dip-
switch, y los drivers regulables
PWM-60/120 loT, con disefio de
tensién constante. Con ambas cu-
brimos las aplicaciones tanto de
tensién, como de corriente cons-
tante.

Ambas series se pueden utilizar
para un mismo proyecto. Ademas,
la serie LCM-25/40/60 BLE esté di-
sefiada con funcién de regulacion
por pulsador para luminarias de
un solo grupo. No solo se conser-
va el uso tradicional, sino que el
control de iluminacién también se
vuelve mas inteligente. Para mas
informacion puedes suscribirte a
nuestra newsletter con las Ultimas
novedades del mercado.

OLF2R

lae Feme lasiy daserie
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da de 48Vcc para aplicaciones de
iluminacion). En el futuro, ya sea
un bus centralizado CC de 380V o
CC de 48V, ofrecemos soluciones y
productos adecuados para cada sis-
tema. El bus centralizado también
proporciona a productos eléctricos
generales, reemplazando directa-
mente los 230Vca tradicionales, lo
que reduce de manera efectiva la
pérdida de conversién de energia y
el coste total de energia.
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Nuevos conectores M12 Push-Pull

Phoenix Contact ha ampliado su
gama M12 con los nuevos conecto-
res Push-Pull con bloqueo interior.
El sistema de bloqueo apto para
cualquier fabricante y basado en la
norma [EC 61076-2-010 permite un
cableado sencillo y una conexién
de equipos con ahorro de espacio.
Especialmente en espacios reduci-
dos y en aplicaciones con una alta
densidad de cableado, p. €j. en la
automatizacion industrial, la cone-
xién enchufable sin herramientas
ofrece una clara ventaja de montaje.
La rapidez con la que se enchufan y

desenchufan los componentes re-
duce el tiempo de instalacion hasta
en un 80% en comparaciéon con las
conexiones roscadas.

Ademas de los conectores hem-
bras pasamuros M12 para el montaje
frontal y posterior en la pared, se
ofrece ahora también en hembra
M12-Push-Pull que se empotra en
el dispositivo y queda a ras de la
carcasa. Esto ahorra espacio de ins-
talacion y permite disefos de la caja
compactos. En combinaciéon con los
conectores M12 Push-Pull existentes
con bloqueo externo, se pueden in-

DE@CTH@EO@OTH xR @E

INSPIRING INNOVATIONS

Tecnologia de conexién para placa de circuito
impreso para Ethernet-APL

Phoenix Contact ofrece una am-
plia gama de bornas y conectores
para placa de circuito impreso para
Single Pair Ethernet, con la que pue-
den integrarse equipos inteligentes
en campo en entornos Ethernet ba-
sados en switch.

Esta tecnologia de conexion para
placa de circuito impreso cumple
los requisitos de la “"APL Port Profile
Specification” (Draft 0.3) y por tanto
resulta adecuada especialmente para
aplicaciones en la automatizacién de

procesos. Ademas, estan disponibles
variantes con tipo de proteccion Ex
e segun IEC 60079-7 para el uso en
zonas Ex.

Mediante direcciones de conexion
de los cables horizontales, verticales e
inclinadas, estas bornas y conectores
para placa de circuito impreso de
Phoenix Contact son adecuados para
infinidad de disefios de equipos. La
codificacion y el marcado en distintos
colores evitan una conexion incorrec-
ta facilitando asi el cableado.

tegrar prolongadores en campo mediante cables aéreos. Gracias a la estan-
darizacién, la gama de productos es compatible con todos los fabricantes y
logra una disponibilidad en todo el mundo.

Nueva pagina web de Phoenix Contact: jmejorando constantemente!

El pasado 8 de diciembre de
2021, Phoenix Contact lanzé su nue-
va pagina web repleta de eficaces
funciones y con un disefio optimi-
zado que le ayudara a encontrar los
productos rapidamente, obteniendo
una informacion mas completa y
ofreciendo una mejor visién general.

Qué novedades encontrara

e Atractivo diseno con un formato
que se adapta al dispositivo

¢ Informacién detallada sobre la
disponibilidad y la entrega de los
productos
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* Localizacion mas répida de los
articulos gracias a una potente
funcién de blusqueda y una na-
vegacién optimizada

e Facilidad para crear, guardar y
compartir listas

* Experiencia de compra mejorada
con funciones mas potentes

* Mejora de la visién general de la
informacién sobre los pedidos y
las entregas

Descubra mas en la direccion:
https://www.phoenixcontact.com/
es-es/
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Building Intelligence
with smart connectivity

Conexiones de equipo inteligentes para la automatizacion de edificios

Las conexiones para placa de circuito impreso, los conectores y las cajas para electrénica
deben disefarse a la medida de los requisitos de la automatizacion de edificios. Las
conexiones fijas y enchufables permiten crear estas soluciones personalizadas y las
tecnologias de contacto y conexién probadas, asi como las funciones de confort
adicionales, garantizan una seguridad uniforme durante el servicio. Confie en las
conexiones de equipo inteligentes de Phoenix Contact.

Mas informacién en phoenixcontact.com/smart-connectivity
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Los lideres de Digi-Key
evaluan el 2021 y mi-
ran hacia el 2022

El 2021 ha sido un afo singular
para la industria de componentes
electrénicos, que ha traido muchos
desafios nuevos o ampliados para
proveedores, distribuidores y clientes.
Sin embargo, con esos desafios, tam-
bién han surgido nuevas oportunida-
des y formas innovadoras de pensar
que, en Ultima instancia, pueden im-
pulsar a la industria hacia adelante.

Varios de los lideres clave de Digi-
Key comparten sus puntos de vista
sobre los eventos y aprendizajes del
afo anterior y comparten sus pensa-
mientos con respecto al préximo afio.

Dave Doherty, presidente

Si algo nos ha ensefnado el afo
pasado es que el mercado tiene el
potencial de ser mas impredecible de
lo que nadie pensaba.

Incluso a través de estas condi-
ciones de mercado impredecibles,
Digi-Key ha superado los altibajos al
continuar invirtiendo en iniciativas es-
tratégicas para expandir la capacidad
del almacén, localizar la experiencia
del cliente tanto digitalmente como
desde un punto de vista de soporte,
escalar nuestro sitio web y servicios
web y expandirse a nuevos mercados;
todo esto con el fin de seguir aten-
diendo a clientes de todo el mundo
con la mejor experiencia de compra
posible.

La mayor inversion de capital que
Digi-Key ha realizado en los ultimos
anos es en infraestructura de alma-
cén. Nuestra nueva expansion del
centro de distribucién de productos
(PDCe) esta cerca de cuadriplicar la
presencia de lo que tenemos actual-
mente en Thief River Falls, Minnesota.
Nos dara 2.2 millones de pies cuadra-
dos y nos permitird atender cerca de
tres veces la cantidad de paquetes
que admitimos en la actualidad, des-
de una Unica ubicacién.

Este seguira siendo nuestro mo-
delo, ya que es la mejor manera de
proporcionar a nuestros clientes el
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suministro mas amplio de inventario
al agregar la demanda global bajo
un mismo techo. También seguimos
recibiendo comentarios por parte de
los clientes sobre que les gustaria
recibir la mayor parte de su material
de construcciéon desde un solo lugar,
todo al mismo tiempo, y enviarlos a
cualquier lugar del mundo. Incluso
cuando las cadenas de suministro de
los clientes cambian, podemos enviar
rapidamente a diferentes ubicaciones
de fabricacion a medida que pasan
de una linea de NPI a una linea de
produccién, o incluso cambian de
pais por sus propias razones estraté-
gicas, por ejemplo.

Aunque no tengo una bola de
cristal que pueda predecir el futuro,
creo que el impacto que estos Ulti-
mos afos han tenido en Digi-Key,
y en la industria en su conjunto, ha
aumentado la confianza que hemos
ganado unos en otros y nuestra ca-
pacidad para enfrentar una crisis de
frente, lo que en Ultima instancia
beneficia a los clientes.

Jim Ricciardelli, vicepresidente ejecu-
tivo de Negocios Digitales

En Digi-Key, creemos de todo co-
razén en un enfoque centrado en
lo digital, y eso nos ha servido bien
en 2021.

Durante los Ultimos 12 meses, y
hasta el 2022, seguimos invirtiendo
en mas infraestructuras “tras bam-
balinas” que nos permiten escalar,
incluidas las funciones de blsqueda
de nuestro sitio web. Recientemen-
te lanzamos un cambio importante
en nuestro motor de busqueda, y
probablemente el mejor comentario
de los clientes que pudimos recibir
al respecto es que no hemos reci-
bido ninguno; los usuarios no han
notado ningn cambio o problema
con el nuevo sistema. Nuestro motor
de buUsqueda anterior fue disenado
para admitir millones de compo-
nentes, pero seguimos ampliando y
ampliando esa capacidad a medida
que creciamos; hoy ofrecemos mas
de 12.6 millones de piezas en todo
el mundo, por lo que necesitdbamos
implementar una nueva infraestruc-
tura que se ampliara mucho més
allé de eso.

Digi-Key siempre est4 desarro-
llando nuevas formas de facilitar
que nuestros clientes interacttien

digitalmente con nosotros, incluida
la localizacién de su experiencia en
mercados de todo el mundo con el
idioma, la moneda y el horario de
soporte locales, asi como tiempos de
envio rapidos, para eliminar barreras
para los clientes globales.

Para muchas empresas con sede
en EE. UU., puede ser facil dar por
sentada la capacidad de realizar ne-
gocios en un solo idioma, utilizan-
do una sola moneda. Sin embargo,
como empresa global, Digi-Key se
compromete a ayudar a los clientes
de todo el mundo con una experien-
cia sin inconvenientes. Hoy, admiti-
mos 26 monedas locales y hacemos
negocios en 21 idiomas locales, algo
que seguira creciendo junto con el
negocio.

David Stein, vicepresidente de Ad-
ministracion Global de Proveedores

El 2021 ha traido casi todos los
tipos de desafios posibles a la indus-
tria de componentes electrénicos:
disminucién de la produccién de-
bido a la pandemia por COVID-19,
tiempos de envio extendidos debido
a demoras en los puertos, desastres
naturales, dificultad para acceder a
las materias primas y todo lo demas;
todo esto a lo largo de un periodo
de tiempo en el que la demanda de
piezas por parte de los clientes nunca
ha sido tan alta.

Todos sabemos lo dificil que ha
sido este ano para los clientes tener
en sus manos algunas de las piezas
de alta demanda que necesitan vy,
en algunos casos, eso ha llevado a
un mayor volumen de pedidos. Creo
que, aunque todavia puede haber
algunos desafios por delante, los pe-
didos comenzarén a volver a niveles

maés realistas en 2022 a medida que
los clientes tengan un respiro.

Hoy, Digi-Key ofrece 12.6 millo-
nes de piezas de 2000 proveedo-
res y, desde enero de 2021, hemos
agregado 500 nuevos proveedores
y 1.1 millones de piezas. Ademas de
nuestro stock principal, también ofre-
cemos 1.1 millones de piezas de 847
proveedores a través de Mercado de
Digi-Key, lo que aumenta los tipos de
productos que actualmente no ofre-
cemos en nuestro modelo existente.

Todos en Digi-Key estamos orgu-
llosos de trabajar con proveedores
que realmente comprenden la im-
portancia de sus productos para los
ingenieros y fabricantes de todo el
mundo que crean proyectos innova-
dores todos los dias. A lo largo de mi
extensa experiencia en la industria,
he visto una dedicacién continua por
parte de los proveedores para superar
el rendimiento y encontrar formas
nuevas y creativas de aumentar su
oferta.

Sabiendo eso, tengo la esperanza
de que en 2022 comencemos a ver
un aumento en la oferta como resul-
tado, y confio en que nuestros socios
estan haciendo todo lo posible para
garantizar que puedan satisfacer la
demanda.

La industria ha aprendido muchas
lecciones del afio pasado y esté cla-
ro que la industria es ciclica. Hasta
cierto punto, lo que hemos expe-
rimentado este afio lo volveremos
a experimentar en el futuro y, con
suerte, estaremos mejor preparados
con los nuevos componentes bésicos
que hemos implementado. Digi-Key
espera con ansias la innovaciéon que
llegard en 2022 y estd emocionado
de habilitar las ideas del mundo.
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www.coseleurope.eu

COSEL anade una
fuente de alimentacién
de 300W a su robus-
ta vy fiable serie PJMA
para aplicaciones mé-
dicas exigentes

* Grado de aislamiento médico
2MOPP

e Aislamiento de entrada/salida
de 4kV

* Adecuada para aplicaciones
médicas Body Floating (BF)

* Bajo consumo de potencia en
vacio

* Rango de entrada universal de
85 a 264VAC

* 5anos de garantia

COSEL Co, Ltd ha anunciado la
ampliacion de su oferta de poten-
cia médica con la incorporacién
de una version de 300W a su serie
PJMA. Las PJIMA30O0F de 300W tie-
nen un rango de entrada universal
de 85 a 264VAC y cumplen con
las normas de seguridad interna-
cionales.

Disefiada para aplicaciones
médicas exigentes, la serie PJIMA
es adecuada para aplicaciones de
Body Floating (BF) y cumple con
los requisitos de seguridad 2MOPP
(IN/OUT) y 1TMOPP (OUT/FG). Ba-
sada en una plataforma robusta,
el disefio de las unidades ha sido
optimizado para ofrecer una muy
buena relacién precio/rendimiento
para aplicaciones médicas que re-
quieren una solucion de potencia
de alta calidad. La serie PJMA esta
disponible en cuatro tensiones de
salida de 12, 24, 36 y 48VDC.

Las aplicaciones médicas re-
quieren fuentes de alimentacion
robustas y altamente fiables, capa-
ces de funcionar en todo el mundo
y de cumplir las normas de segu-
ridad. Basandose en muchos afios
de experiencia, los disefadores de
potencia de COSEL han desarro-
llado una plataforma optimizada
para ofrecer una excelente relacién
precio/rendimiento sin compro-
meter la calidad y la fiabilidad. La
serie PJIMA puede funcionar dentro
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de la llamada gama de “entrada
universal” de 85 a 264VAC, y tiene
una eficiencia tipica del 86% en
linea alta.

Hay cuatro tensiones de salida
disponibles de forma estandar:
12V/25A, 24V/12,5A, 36V/8,4A
y 48V/6,3A. La tension de salida
puede ajustarse mediante el po-
tenciémetro incorporado.

La serie PJMA incluye circui-
tos de limitacién de corriente de
entrada, proteccion contra sobre
corriente y sobretensién, asi como
proteccion térmica. Con su versa-
tilidad y robustez, las fuentes de
alimentacién pueden funcionar
en un rango de temperatura am-
biental de -20 a +70 grados cen-
tigrados. Dependiendo del estilo
de montaje del equipo final y de
las condiciones de refrigeracién,
puede aplicarse una reduccién de
potencia.

Con su enfoque médico, el ais-
lamiento de entrada a salida de la
serie PJIMA cumple con 2MOPP, su
entrada a tierra con TMOPP, y la
salida a tierra con TMOPP. Las uni-
dades estdn aprobadas de acuer-
do con ANSI/AAMI ES60601-1 y
EN60601-1 32 edicion.

En las pruebas de emisiones
conducidas, la serie PJIMA cumple
con las normas FCC-B, CISPR11-B,
CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-

La PIMA300F de 300V tiene un rango de entrada universal de 85 a 264VAC y cumple

con las normas internacionales de seguridad.

By VCCI-B. Para aplicaciones que
requieren niveles de emision aun
mas bajos, se puede suministrar
un filtro adicional COSEL tipo NAC
(NAC-06-472).

Para adaptarse a los requisi-
tos especificos de la aplicacién, se
dispone de una serie de opciones
que incluyen el revestimiento de
proteccién (C), la corriente de fuga
baja (G), el conector de poten-
ciémetro externo (V), el control
remoto (R) y el ventilador de baja
velocidad (F4).

Para mayor resistencia y longe-
vidad, la serie PJMA esta construi-

da en una caja cerrada de acero
galvanizado con un ventilador
montado en la parte trasera. La
PJIMA300F mide 102 x 41 x 190mm
[4,02 x 1,61 x 7,48 pulgadas] (an-
cho x alto x fondo), y tiene un peso
maximo de 1,0 kg.

Con la incorporacion de la PJ-
MA300F, la serie PIMA cubre desde
300W hasta 1000W (PJMA1000F),
incluyendo una versién de 600W
(PJIMAGOOF).

La serie PJMA tiene una garan-
tia de cinco aflos y cumple con las
directivas europeas RoHS, REACH
y de baja tension.

Basado en una plataforma robusta, el disefio de la PIMA ha sido optimizado para ofrecer una muy buena

relacién precio/rendimiento para aplicaciones médicas que requieren una solucién de potencia de alta calidad.
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Los CA/CC de 5W es-

tan disponibles con un
tamano de 3W

Los econdmicos CA/CC de 5W para
montaje en placa de RECOM cuen-
tan con una seleccién de tamarios
estandar.

RECOM lanza dos nuevas ga-
mas de productos CA/CC de 5W
de montaje en placa, con una se-
leccion de tamanos y disposiciones
de pines estandar de la industria,
a precios competitivos. La serie
RACO5E-K es compatible con los
tamafos de piezas de 3W existentes
y la serie RACO5E-KT tiene el estilo
de paquete de transformadores
«EI30». Ambas series alcanzan los
5W en el mismo espacio que otras
piezas de 3W del mercado.

El rango de entrada para ambos
modelos es de 90-264VCA (130-

370VCQ) y las salidas disponibles
son de 4, 5, 12, 15y 24V. Las sa-
lidas estan semirreguladas, pero se
mantienen dentro de +/-5% sobre
la linea; la carga y variacion de tem-
peratura es de -25°C a +55°C. Las
variantes -K y -KT también funcio-
nan hasta +75°C con reduccién de
potencia.

Las certificaciones de seguri-
dad incluyen la norma UL/IEC/EN
62368-1 para Tl/multimedia y la
norma IEC/EN 60335-1 para apli-
caciones domésticas, con aislamien-
to reforzado/3kVCA. El consumo
de energia en vacio es inferior a
100mW vy la eficiencia en carga
ligera es alta, lo que permite extraer
una potencia significativa en modo
de espera sin superar los limites de
ErP. La gama RACO5E-KT cumple
con los limites de compatibilidad
electromagnética de clase B de las
normas EN 55014 y EN 55032 sin
necesidad de componentes exter-
nos, mientras que la RACO5E-K solo
requiere un simple filtro externo. Se
proporciona una proteccion com-
pleta contra los cortocircuitos, la

sobretension de salida, la sobre-
corriente y la sobretemperatura
con recuperaciéon automatica. La
fiabilidad de las piezas es alta, ya
que la serie -K alcanza mas de 1,6
millones de horas de vida util a
25°Cy la serie -KT més de 2,2 mi-
llones de horas, con el respaldo de
la garantia de 3 afnos de RECOM.
«Estos CA/CC de bajo coste son
una forma excelente de pasar de
3W a 5W en el mismo espacio o de
sustituir los transformadores EI30
con rectificacion adicional y circuito

Noticias

de suavizado por un solo médulo
de alta eficiencia», comenta Mi-
chael Schrutka, director de pro-
ductos CA/CC de RECOM, y agrega:
«Son ideales para aplicaciones de
automatizacién industrial y de edi-
ficios, ITE, de oficina, domésticas,
|oT y de prueba y medicion en todo
el mundo, en las que es suficiente
una salida semirregulada.»

Las muestras y los precios OEM
estan disponibles en todos los dis-
tribuidores autorizados o directa-
mente en RECOM.

www adler-instromentos.es
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Yokogawa Test & Mea-
surement anade nuevas
funciones a la nueva ge-
neracion de ScopeCor-
der DL950

El dltimo ScopeCorder de Yokogawa
ofrece ahora adquisicién flash asi
como nuevas funciones de célculo
en tiempo real, mejorando aun més
su ya destacada versatilidad

Yokogawa Test & Measurement
ha anadido nuevas funciones a su
Gltimo ScopeCorder DL950, mejoran-
do sus capacidades de adquisicién de
datos y afadiendo funciones actuali-
zables por el firmware.

Gracias a la nueva funcion de Ad-
quisicion Flash, se pueden capturar
datos durante mucho tiempo con
una velocidad de muestreo de alta
velocidad de 20 MS/sg (8CH) y 10
MS/sg (16CH), lo que es 100 veces
maés rapido gue el modelo anterior.

Esta funcion de memoria Flash
opcional hace que el DL950 sea ideal
para capturar datos a altas velocida-

des de muestreo en cualquier lugar
en el que un PC no sea adecuado,
como en un vehiculo o en un lu-
gar remoto. Las aplicaciones de esta
nueva funcién de adquisicién po-
drian incluir el registro de senales de
control y tendencias de temperatura
o vibraciones simultdneamente en
espacios reducidos, como el interior
de un coche o un tren.

Otros usos podrian incluir el re-
gistro de senales de control o de la
potencia generada/consumida en
entornos dificiles, como los espa-
cios cercanos a los generadores en
una central eléctrica o los espacios
limitados en las instalaciones de pro-
duccion de un fabricante. En estas
aplicaciones, normalmente habria
que apagar la unidad antes de tras-
ladarla a una oficina para guardar los
datos en un PC.

La memoria flash no es volatil,
por lo que los datos capturados per-
manecen almacenados en el instru-
mento incluso después de apagarlo.
Disponible como opcién en las nue-
vas adquisiciones del DL950 Scope-
Corder, la funcién también puede
adquirirse como un kit de modifica-
cion para adaptar los instrumentos
existentes. La otra gran novedad del
DL950 es una nueva version del fir-

mware. Esta aflade nuevas funciones
que permiten adquirir datos GPS con
la opcién /C35 existente. Los datos
incluyen la hora, latitud y longitud,
altitud, velocidad y direccién.

El nuevo firmware también anade
nuevas funciones de calculo en tiem-
po real a la opcién existente /G03 o
/GO5. Estas funciones son CAN ID,
filtro 1IR, clculo de angulos, dngu-
lo de giro, resolucion y calculo de
potencia. También se han afadido
nuevas relaciones de atenuacion para
las sondas de tensién y de corriente.

“Con estas nuevas actualizaciones
del DL950, la ya excelente familia de
ScopeCorder alcanza nuevos niveles
de velocidad de adquisicién de datos
y una gran mejora en la usabilidad”,
afirma Terry Marrinan, Vicepresidente
de Marketing de Yokogawa Test &
Measurement. “Estas nuevas carac-
teristicas amplian adin mas la versa-
tilidad de este registrador de datos
lider, asegurando que los usuarios
tengan las opciones que necesitan
para realizar mediciones en una am-
plia variedad de aplicaciones.”

Para mas informacién sobre el
DL950 visite: https://tmi.yokogawa.
com/eu/solutions/products/data-
acquisition-equipment/scopecorders/
di950/

HARWIN

www.harwin.com

Harwin anade a sus
opciones Datamate
Mix-Tek un contacto
hembra para acomodar
el cableado coaxial
semirrigido

Basandose en el programa en el
que los diferentes elementos de sus
conectores Datamate Mix-Tek de 4
mm de paso pueden adquirirse por
separado, Harwin ofrece una nueva
opcion de contacto hembra a su base
de clientes.

Como todos los contactos coa-
xiales Mix-Tek, el M80-310 esta di-
senfado para el transporte de datos,
con soporte para frecuencias que
alcanzan hasta los 6GHz. Este Ultimo
contacto puede equiparse con un
cable coaxial semirrigido de 1,19
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mm/0,047 pulgadas de didmetro.
La orientacién de 90° significa que
estd optimizado para situaciones en
las que hay poco espacio disponible
por encima de una conexion de cable
a placa.

Los contactos M80-310 son ade-
cuados para su uso con toda la gama
de diferentes tipos de carcasas de alta
fiabilidad (Hi-Rel) de Mix-Tek, desde
versiones de 2 a 12 posiciones. Estas
carcasas vienen con una variedad
de estilos de tornillos para asegurar
conexiones acopladas capaces de re-
sistir hasta 10G de vibracion y 100G
de choque. También son totalmente
compatibles con todos los contactos
coaxiales macho existentes en la car-
tera de Mix-Tek, lo que proporciona
una conexién de 50 ohmios de impe-
dancia. Con los contactos y la carcasa
exterior chapados en oro, estos con-
tactos pueden soportar un minimo
de 500 ciclos de acoplamiento.

Estos contactos estaran en stock
y disponibles a través de la red de

distribucién global de Harwin. Entre
las principales aplicaciones en las
que se integraran estan los robots,
los equipos industriales, el hardware
militar/aeroespacial y los satélites/
CubeSats.

“Basandonos en las numerosas
consultas de clientes recibidas recien-
temente, pudimos comprobar que
habfa una necesidad real de una va-

riante de contacto Datamate Mix-Tek
que soportara coaxial semirrigido de
0,047 pulgadas”, afirma John Brunt,
director de producto de Datamate en
Harwin. “Este formato de cableado
en particular estd demostrando ser
muy popular en varios sectores de
la industria, abordando escenarios
en los que se requiere un blindaje
incorporado y un trazado ajustado.”
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MECTER, s..

www.mecter.com

95-300A Madadulo de control de contactores de amplio
voltaje de bajo consumo serie KM

95-300A Energy-saving wide-voltage contactor

control module - KuosMM115/KMLEO0/KM300 SERIES

+ Strong anti-tripping capability
+ Operating temperature range: -40~70°C

# Encrgy saving
+ High reliability
«f Quick response

Como parte esencial de la ener-
gfa eléctrica y el control industrial,
la demanda de contactores ha au-
mentado de forma constante en
los Ultimos afios, mientras que pro-
blemas como el exceso de versio-
nes diferentes de los contactores
convencionales, la escasa capaci-
dad anti-disparo y la gran pérdida
de energia han quedado expuestos
gradualmente con el crecimiento
de la industria. Ademas, bajo el
[lamamiento de bajas emisiones
de carbono a nivel mundial, se
plantean mayores requisitos de
ahorro de energia en el campo de
la energia eléctrica y la industria.
La transformacién y actualizacién
de los contactores es la tendencia
general.

Solucién completa

Las categorias de contactores
mas comunes en la actualidad son
los contactores convencionales,
los contactores convencionales de
ahorro de energfa y los contactores
de ahorro de energia con chopper
PWM.

A través del estudio en profun-
didad de esta industria, MORNSUN
ha resumido los puntos débiles
tipicos en términos de usuarios y
fabricacién.

Los modulos de control de con-
tactores de la serie KM de MORN-
SUN han resuelto eficazmente los
problemas de la escasa capacidad
anti-descarga del contactor, el ele-
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vado coste de gestién del modelo
y la elevada pérdida de energia.

Reduccion de costes multidimen-
sional

Reduce el coste de gestién: Los
modulos de control de la serie KM
cuentan con un voltaje de entrada
ultra amplio y un uso dual AC/
DC. Puede ayudar a los usuarios a
reducir sus moédulos de contacto-
res en un 87,5%, reduciendo asi
eficazmente los costes de gestion.

Reduce los costes de manteni-
miento: Los mddulos de control de
la serie KM tienen una fuerte capa-
cidad anti-tripping, y una funcién
de apagado rapido, reduciendo
efectivamente la tasa de fallos. Su
uso de IC independiente mejora
en gran medida la fiabilidad del
producto.

MORNSUN"®

Reduce los costes de fabrica-
cion: Los médulos de control de la
serie KM utilizan el IC independien-
te altamente integrado, sin anillo
de cortocircuito, y su marco de
multiples carcasas que comparten
una bobina, reducen eficazmente
el coste de fabricacion.

Reduce el coste de transforma-
cién: Las bobinas existentes y los
marcos de concha dentro de los
maddulos de control de la serie KM
se pueden utilizar directamente
para actualizar y transformar, sin
redisefio y apertura de moldes,
bajo costo de transformacién, y
operacion simple.

Amplia entrada de voltaje, alta
eficiencia

Los médulos de control de con-
tactores de la serie KM se carac-

terizan por un rango de tensién
de entrada ultra amplio, de 75 a
305VAC/VDC, de doble uso ACy
DC, y una fuerte capacidad anti-
tripping, reduciendo el riesgo de
fallos. Al mismo tiempo, reduce
en gran medida el alto coste de la
gestion de varios modelos, reduce
el tedioso trabajo de seleccion de
los usuarios y es facil de manejar.

El contactor de CA convencio-
nal necesita un anillo de cortocir-
cuito para eliminar la vibracion y
el ruido generados por la arma-
dura, pero los médulos de control
del contactor de la serie KM no
lo necesitan. Es mas, la serie KM
mejora el problema del ruido de
“zumbido” y reduce el consumo
de energia generado por el anillo
de cortocircuito. Cuenta con un
médulo de control inteligente in-
corporado (tecnologia patentada
por MORNSUN) para lograr una
respuesta rapida, menos pérdidas
y una reduccién del aumento de la
temperatura.

Proteccion completa, sequra y fia-
ble

La escasa capacidad antideto-
nante de los contactores conven-
cionales es una razén importante
que afecta a la fiabilidad de los
contactores. Los modulos de con-
trol de contactores de la serie KM
de MORNSUN tienen un voltaje de
entrada extra ancho y una fuer-

MORNSUMN contactor control module KM Series
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que resulta en su larga vida. Ba-
sandose en estas funciones, los
modulos de control de contactores
de la serie KM de MORNSUN son
més seguros y fiables en su uso.

Control remoto, loT inteligente

Los modulos de control de la
serie KM tienen una funcién de
control remoto, que puede realizar
la interconexiéon de contactores a
través de MCU y la red de contac-
tores con inteligencia. Este modulo
puede utilizarse para controlar el
encendido/apagado del contactor
de forma remota para lograr un
loT inteligente.

KM115:75-305VAC/VDC

¢ Rango de temperatura de fun-
cionamiento: -40°C a +70°C

e Cumple con la aplicacién de
altitud de 5000m

* Baja potencia aparente

* Alta fiabilidad

¢ Respuesta rapida

¢ La compatibilidad electromag-
nética cumple con CISPR22/
EN55022 CLASE A

e 5 afos de garantia

¢ Personalizacion disponible

e Para mas detalles, consulte los
manuales técnicos: KM95-C0-0,
KM115-C0-O [ KM115-C0-0O ---
KM95-C0-0 ]
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Noticias

ROHM

SEMICONDUCTOR

www.rohm.com/eu

Nuevos circuitos inte-
grados compactos de
convertidor CA/CC de
45 W de potencia y
montaje en superficie
de ROHM: equipados
con MOSFET SJ de
alta tensidn integrado

Circuitos integrados (Cl) de
convertidor de retroceso (Fly-back)
que maximizan el rendimiento,
reducen el coste del sistema y
aumentan la fiabilidad de las
soluciones de alimentacion eléctrica
industrial y de consumo.

ROHM ha desarrollado los Cl de
convertidor de retroceso (Fly-back)
CA/CC con un MOSFET de ruptu-
ra de 730 V integrado, las series
BM2PO6XxMF-Z (BM2P060MF-Z,
BM2P061MF-Z y BM2P063MF-Z).
Estos dispositivos son ideales para
soluciones de alimentacién eléctrica
auxiliar y fuentes de alimentacién
conmutadas (SMPS por sus siglas en
inglés) para accionamientos indus-
triales y electrodomésticos, incluidos
los aparatos de aire acondicionado,
los aparatos de gama blanca y los
equipos de automatizacion de fa-
bricas. Estos circuitos integrados de
retroceso no requieren disipadores

térmicos adicionales, resistencias
de descarga ni condensadores. Esto
ayuda a los disefiadores a reducir el
tiempo de diseno, simplificar los cir-
cuitos, reducir los costes y aumentar
la fiabilidad mediante la oferta de
soluciones integradas.

En los ultimos afios, los converti-
dores CA/CC para uso doméstico e in-
dustrial no solo deben admitir de 85
V a 264V de CA para adaptarse a las
diferentes tensiones de CA de todo
el mundo, sino que también deben
cumplir con normas internacionales
como la Energy Star para el ahorro
de energfa y la norma de seguridad
IEC 62368. También es importante
que los Cl de los convertidores CA/
CC sean de montaje en superficie
para reducir los costes de montaje
en fabrica. Sin embargo, como a mas
alta temperatura/mas pérdidas los
DMOSFETs y los MOSFET planares se
siguen utilizando ampliamente en los
Cl de convertidor CA/CC, hasta ahora
ha sido dificil proporcionar decenas
de vatios de potencia de salida en un
encapsulado de montaje superficial.

Para resolver estos problemas,
ROHM ha desarrollado nuevos mo-
delos compactos de montaje en su-
perficie y 45 W de alta potencia, los
denominados BM2P0O6xMF-Z. Estan
equipados con un MOSFET SJ (de
superconexion) original de baja pér-
dida junto con circuitos de control
PWM optimizados, lo que facilita el
desarrollo de convertidores CA/CC
de 85V a 264 V. La adopcién de un
encapsulado de montaje superficial
admite el montaje automatico de la

placa (cosa dificil de hacer en el pasa-
do). Al mismo tiempo, las funciones
implementadas garantizan el cum-
plimiento de la norma de seguridad
IEC62368, incluso en caso de que se
retire la resistencia de descarga (una
fuente de pérdidas durante el modo
en espera).

Ademas, se aplica una tecnologia
original de control de baja energia en
espera, lo que da como resultado un
consumo de energia en espera extre-
madamente bajo. También admite
tensiones de servicio de hasta 60 V
(VCQ), lo que elimina la necesidad de
un circuito de fuente alimentacién
reductor externo.

En comparacion con los pro-
ductos generales de rendimiento
equivalente, el montaje automatico
contribuye a reducir los costes de
montaje en fabrica. Ademéas, ROHM

BM2P060MF-Z Evaluation Board
(BEM2P060MF-EVK-001)

£

L
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es capaz de reducir la energia en
espera en mas de un 90% y el nd-
mero de componentes del circuito de
fuente de alimentacién por cuatro, lo
que contribuye a un mayor ahorro de
energfa y una mayor fiabilidad en las
aplicaciones.

En el futuro, ROHM seguira ofre-
ciendo mayor ahorro y optimizacion
de la energia de los sistemas, no solo
desarrollando una amplia gama de
semiconductores de potencia y circui-
tos integrados analégicos avanzados,
sino también proporcionando solu-
ciones 6ptimas para cada aplicacion.

Ejemplos de aplicaciéon

Aparatos electréonicos de consu-
mo como aparatos de aire acondicio-
nado, electrodomésticos, monitores
y secadores de pelo.

Equipos industriales como inver-
sores, servos de CA, routers y dispo-
sitivos de automatizacion de oficinas.
Adecuado para convertidores de CA/
CC de hasta 45 W de potencia en
aplicaciones industriales y de con-
sumo.

Disponibilidad: inmediata (muestras),
enero de 2022 (en produccion en
masa)

Tanto el nuevo producto como la
placa de evaluacién pueden adqui-
rirse a través de los distribuidores en
linea Digi-Key, Mouser y Farnell.

Informacioén de ventas en linea
Fecha de inicio de venta: septiem-
bre de 2021
Distribuidores en linea: Digi-Key,
Mouser y Farnell
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MOUSER

Y ELECTRONICS

www.mouser.com

Mouser Electronics y
Analog Devices ofrecen
sus perspectivas de ex-
pertos sobre el diseno
inalambrico de RF en un
nuevo libro electrénico

Mouser Electronics, Inc. anuncia
un nuevo libro electrénico en cola-
boracion con Analog Devices en el
que se destacan los diversos desafios
y soluciones en el disefo inaldmbri-
co de RF. En 8 Experts on RF Wireless
Design (ocho expertos hablan sobre el
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disefio inaldmbrico de RF), lideres del
sector de Analog Devices y de otras
empresas tecnoldgicas innovadoras
ofrecen valiosos analisis de algunas de
las dificultades mas habituales en las
aplicaciones de RF.

Las comunicaciones inaldmbricas y
por satélite nos facilitan la vida cotidia-
na y constituyen la columna vertebral
de innovaciones clave que poseen el
potencial de mejorar la calidad de vida
de las personas en todo el mundo. Las
nuevas aplicaciones aeroespaciales, mi-
litares e industriales requieren avances
exponenciales en la transferencia de
datos y la conectividad. Los ingenie-
ros y fabricantes deben superar los
desafios mas complejos en el disefo
inaldmbrico de RF para dar respuesta

14| MEAESER

LroTErEsry

a estas necesidades cada vez mayores.
El libro electrénico 8 Experts on RF
Wireless Design (ocho expertos hablan
sobre el disefio inaldmbrico de RF) ofre-
ce cinco articulos que tratan en pro-
fundidad la ingenieria de RF e incluyen
aspectos como el diseno de la cadena
de sefal, el disefio de potencia o el di-
sefio de productos inaldmbricos de RF.
El libro electrénico ofrece informacion
sobre 10 soluciones clave de Analog
Devices y conecta a los ingenieros con
las herramientas necesarias para las
aplicaciones inalédmbricas de RF.

Entre los productos de nueva ge-
neracion destacados figura el trans-
ceptor de RF cuadruple ADRV9029,
que ofrece un subsistema completo
de transceptor, con control automa-
tico y manual de la atenuacién, filtros
digitales, correccion del sesgo de CCy
correccion de errores de cuadratura.
Los ingenieros pueden combinar esta
solucion con el extremo frontal de re-
ceptor ADRF5515, con conmutador de
alta potencia integrado, para mejorar
la capacidad de gestion de ruidos y, al
mismo tiempo, evitar dafios en el re-
ceptor en presencia de sefales grandes
en aplicaciones TDD.

Ademés, el AD9081 es un extremo
frontal de sefnal mixta (MxFE™) de RF
reconfigurable y perfectamente inte-

grado que incorpora cuatro nucleos
de conversion de senal digital a ana-
l6gica (DAC) de 16 bitsy 12 GSPS y
cuatro nucleos de conversion de sefal
analdgica a digital (ADC) de 12 bitsy 4
GSPS. Combinando esta solucién con
productos de acondicionamiento de
sefal RF como los conmutadores SOI
SPAT ADRF5042/43 de 44 GHz y el fil-
tro ajustable ADMV8818 de 2-18 GHz
se puede conseguir aun mas versatili-
dad en el enrutamiento de sefiales de
baja pérdida y alta frecuencia, al mismo
tiempo que se eliminan bloqueadores
y sefales no esenciales.

La plataforma de contenidos de
Analog Devices sobre soluciones de
RF en mouser.com, complemento del
nuevo libro electrénico, es un sitio muy
completo que ofrece contenido técnico
para proporcionar a los disefiadores el
conocimiento necesario para dominar
las aplicaciones inaldmbricas de RF méas
complejas.

Si desea obtener més informacion
sobre los productos de Analog Devices
disponibles en Mouser, visite https://
eu.mouser.com/manufacturer/analog-
devices/.

Para leer el nuevo libro electronico,
vaya a https.//eu.mouser.com/news/
adi-industry-expert/adi-rf-wireless-
ebook.html.

Mouser firma un acuer-
do de distribucién in-
ternacional con Siretta
para ofrecer tecnolo-
gias punteras de ban-
da ancha maoévil para el
Internet de las Cosas

Mouser Electronics, Inc. ha anun-
ciado la firma de un acuerdo de dis-
tribucion internacional con Siretta,
fabricante y desarrollador lider de
productos del Internet de las cosas
(IoT), software y soluciones completas
de extremo a extremo. Gracias a este
acuerdo, Mouser Electronics se con-
vierte en distribuidor autorizado de las
tecnologias avanzadas de banda ancha
moévil de Siretta, como las lineas de
analizadores de sefial de red SNYPER,
los routers industriales de alta veloci-
dad QUARTZ y los kits de arranque de
mabdem ZETA. Todo ello se ha disefiado
para una amplia variedad de aplicacio-
nes industriales del loT y de transporte.
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El SNYPER-LTEM (GL) de Siretta, ya
disponible en Mouser Electronics, es un
analizador de sefal de red multiidioma
y de alto rendimiento que sirve para
inspeccionar redes globales de LTE Cat
M, LTE Cat NB loT y 2G/GSM. La pagina
de resumen de SNYPER muestra um-
brales porcentuales para determinar el
operador de red mévil (MNO) més ade-
cuado disponible. El rendimiento de
un MNO «preferido» se puede evaluar
en comparacion con el resto de redes.

Entre los routers industriales UE de
alta velocidad de Siretta se incluyen los
routers LTE de doble puerto QUARTZ-
LTE (UE) y los routers 4G/LTE de un
solo puerto QUARTZ-COMPACT (UE),
que permiten a las aplicaciones de loT
industriales transferir grandes cantida-
des de datos a través de una red movil.
Ambos routers ofrecen velocidades de
carga de hasta 50 Mbps con posibili-
dad de comunicacion por 3G/UMTS o
3G (respectivamente) si el 4G/LTE no
esta disponible.

El router QUARTZ-LTE permite
realizar descargas rapidas de hasta
100Mbps con copia de seguridad de
doble SIM, capacidad para Ethernet
de doble puerto y opciones de se-
guimiento/gestion de activos Wi-Fi o
GNSS. El router QUARTZ-COMPACT
ofrece velocidades de descarga de has-
ta 150Mbps, una Unica ranura SIM, un
puerto LAN de Ethernet 10/100 y un
puerto de serie para transferencias de
serie a IP, que se puede cambiar por un
GPS opcional. Ambos routers cuentan
con el software QUARTZ (compatible
con las opciones de seguridad median-
te VPN) y funcionan en todas las ban-
das 4G/LTE europeas (UE). Los routers
presentan un diseno industrial robusto
y una resistencia elevada a las interfe-
rencias electromagnéticas (EMI), por
lo que son ideales para aplicaciones
que requieren comunicaciones locales
0 remotas.

Los kits de arranque de mddem
ZETA de Siretta incluyen las antenas,

los cables de serie, las fuentes de ali-
mentacién multirregionales y los cables
de alimentacion necesarios para que
los desarrolladores puedan evaluar
el uso de los médems ZETA en sus
aplicaciones de loT.

La familia de médems ZETA co-
nectan equipos a las redes LTE Cat 4,
LTE Cat 1, LTE Cat My LTE Cat NBloT y
ofrecen compatibilidad con versiones
anteriores para las redes moviles 3G/
UMTS y 2G/GSM existentes.

Mouser también ofrece ahora una
amplia cartera de soluciones de co-
nectividad de Siretta que se pueden
personalizar en funcién de requisitos
individuales, como las antenas de las
series Alpha, Delta, Echo, Mike, Oscary
Tango disefadas para aplicaciones 2G,
3G, 4G, Wi-Fi, GPS/GLONASS/Galileo,
Bluetooth e ISM.

Para saber mas sobre los productos
de Siretta disponibles en Mouser Elec-
tronics, visite https://eu.mouser.com/
manufacturer/siretta/.
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Melexis simplifica la
electrificacién del
automdvil con un
resolver inductivo de
alta velocidad para
motores eléctricos

La innovadora arquitectura con com-
pensacion de desplazamiento y retar-
do de propagacion en el chip propor-
ciona una deteccion de posicion pre-
cisa e inmune a los campos parasitos a
velocidades de hasta 240.000 e-rpm.

Melexis ha desarrollado un nuevo
Cl de deteccién inductiva intrinseca-
mente inmune a los campos mag-
néticos parésitos. El MLX90510 es
un dispositivo de alta velocidad que
minimiza el esfuerzo de la ECU para
obtener la mejor precision de su clase
en condiciones mecanicas y eléctricas
extremas. Gracias a sus superiores
capacidades EMC, el MLX90510 es
perfecto para aplicaciones de control
de motores eléctricos, refuerzos de
frenos eléctricos y direcciones eléc-
tricas.

Melexis ha presentado su primer
Cl sensor inductivo para el mercado
abierto. El MLX90510 ofrece una pre-
cision excepcional <+/-0,36° a hasta

240.000 e-rpm. Esta disefiado para
aplicaciones exigentes de deteccion
de alta velocidad con requisitos de
alta precision, EMC y seguridad. Esta
pensado para su uso en aplicaciones
de motor eléctrico (e-axle), refuer-
zo de freno electrénico y direccién
asistida electrénica. “Una cadena ci-
nematica eléctrica eficiente requiere
la sincronizacién de las corrientes de
alimentacién del estator con la po-
sicion del rotor. Esto conduce a una
eficiencia éptima y al control de las
caracteristicas del par”, afirma Lo-
renzo Lugani, director de producto
de sensores inductivos de Melexis.
“Gracias a la arquitectura digital y
al disefio robusto, los ingenieros de
automocién aprovechan al méximo la
robustez EMC del MLX90510 con un
esfuerzo minimo por parte de la ECU,
lo que se traduce en una reduccién de
los costes del médulo.”

EI MLX90510 ofrece salidas analo-
gicas diferenciales sinusoidales y cose-
noidales y se basa en una arquitectura
digital. Incluye la tecnologia de bucle
de seguimiento patentada por Me-
lexis. Esta innovadora arquitectura
aporta varias ventajas:

e El retardo de propagacion del
sistema se recorta a Ons con un
maximo de variaciones residuales
de +/-120ns en todo el rango de
temperatura de funcionamiento.

* La compensacion del offset de
entrada y el ajuste de la posicion

del ngulo de salida cero se reali-
zan dentro del Cl, reduciendo el
esfuerzo de la ECU.

* El disefio de la bobina basada en
3 fases simplifica la optimizacion
de la linealidad.

* Eldesacoplamiento entre la entra-
da y la salida permite unas pres-
taciones CEM sin precedentes.
También garantiza amplitudes de
salida estables independientemen-
te de la intensidad de la sefal de
entrada relacionada con el airgap.

e La funcién de linealizacién, con
hasta 16 puntos de calibracién,
se ocupa de las no linealidades de
los modos de sensor mas dificiles,
como el lateral del eje.

EI MLX90510 funciona en combi-
naciéon con un conjunto de bobinas
basadas en PCB cuyo disefio escalable
puede adaptarse facilmente al nime-
ro de pares de polos del motor. Al

admitir multiples modos de deteccion
tanto para el funcionamiento en el eje
(extremo del eje) como fuera del eje
(lado del eje o a través del eje), el CI
maximiza la flexibilidad en los disefios
de bobinas inductivas para servir a las
limitaciones mecénicas mas exigen-
tes. Con su proteccion contra sobre-
tensién y polaridad inversa (+/-24V
en la alimentaciéon y +/-18V en las
salidas), el MLX90510 presenta una
excelente solidez frente a los desafios
eléctricos. Ademas, el sensor cuenta
con la calificacion AEC-Q100 para
el funcionamiento a temperaturas
prolongadas de -40°C a +160°C. El
MLX90510, que cumple plenamente
las directrices de seguridad funcional
ASIL-C de la norma ISO 26262, es
compatible con la integracién a nivel
de sistema ASIL-D.

Para mas informacién visite la
direccién web: www.melexis.com/
MLX90510.

Kit de desarrollo
Melexis: evaluacién
de la deteccidn de
corriente sin esfuerzo
v sin contacto

La evaluaciéon magnética se hace
facil con una plataforma modular
completa

Melexis presenta sus Ultimos kits
de desarrollo (DVK) para la evaluacién
de Cls sensores de corriente. Los DVKs
ofrecen a los ingenieros una vista pre-
via real de las diferentes caracteristi-
cas de cada Cl en su propio disefio. Al
mismo tiempo, optimizan la inversién
y la asignacion de recursos.

Melexis ha presentado dos nue-
vos kits de desarrollo. Permiten a los
ingenieros estudiar las capacidades
funcionales de los Cls sensores de
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corriente de Melexis, acortando asi
los tiempos de desarrollo del cliente
y acelerando la finalizacion del pro-
yecto. Uno de los DVK permite a los
ingenieros experimentar con disposi-
ciones con tecnologia IMC-Hall® (con
o sin inclusié

n de apantallamiento), mientras
que el otro hace lo mismo con la tec-
nologia Hall convencional basada en
el nucleo. Utilizdndolos, los ingenie-
ros podran validar su hardware con
diferentes capacidades de sensor y
cubrir diferentes rangos de deteccién
de corriente.

Los nuevos DVK vienen con va-
rios sensores de corriente Melexis.
De este modo, los ingenieros pueden
probar diferentes configuraciones
magnéticas y Cls, ahorrando tiempo
y esfuerzo en el proceso de seleccion.
El DVK para IMC-Hall® incluye los Cls

MLX91208 y MLX91216, ademés del
recientemente lanzado MXL91218.
El DVK para Conventional Hall vie-
ne con los MLX91209, MLX91211,
MLX91217 y MLX91219. Estas mues-
tras cubren efectivamente la segunda
generacién de sensores de corriente
primaria externos de Melexis.

Los soportes impresos en 3D se
suministran con los DVK para man-
tener los blindajes y los nucleos (si
procede) firmemente en su sitio. Los
ingenieros no necesitan construir sus
propias fijaciones, lo que les ahorra
tiempo y esfuerzo. Los materiales
utilizados son capaces de soportar
temperaturas mas altas (170°C). Los
DVK también incluyen bus bar, que
simplifican el proceso de configu-
racion.

“Estos nuevos DVK ofrecen a los
ingenieros sistemas de disefio que les

facilitan la vida. Por fin se acabaron
las molestias de tener que construir
su propia configuracién y buscar
material de diferentes proveedores”,
explica Bruno Boury, director de la
linea de productos de sensores de
corriente. “Con estos DVK y los dis-
tintos dispositivos incluidos, pueden
evaluar rapida y cdmodamente los
parametros de funcionamiento de
sus sistemas. A continuacién, pue-
den seleccionar el sensor de corriente
ideal de la cartera de Melexis para sus
requisitos especificos. Esto conduce a
conceptos de disefio mejor realizados
y a un tiempo de comercializacién
mas rapido”.

Para obtener mas informacién
sobre los nuevos DVK de Melexis,
visite: www.melexis.com/DVK-IMC-
hall-shield or www.melexis.com/DVK-
conventional-hall-core.
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La legislacion que viene en 2022, v
que afectara a productos eléctricos v
electronicos
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El aho 2022 se presenta intere-
sante en la cuestién del Compliance
Técnico para la comercializacion,
en el mercado de la Unién Euro-
pea, tanto de productos eléctricos
y electrénicos como de productos
y servicios digitales. Por un lado,
estan planificadas, en el Parlamen-
to Europeo, varias votaciones de
nuevos reglamentos; y, por otro
lado, entraran en vigor varios actos
delegados que afectaran a directivas
en aplicacion.

En el caso de los nuevos regla-
mentos se votaran una propuesta
de “Reglamento de Maquinas” y
una propuesta de “Reglamento para
sistemas de Inteligencia Artificial”.

El nuevo Reglamento de Maqui-
nas, que sustituird a la Directiva
2006/42/EC de maquinas, pretende
dar respuesta a los nuevos retos que
la evolucion de las tecnologias esté
suponiendo para la aplicacién de la
actual legislacién en las maquinas.
Hoy en dia pueden darse lugar va-
cios legales que supongan riesgos
en la seqguridad y en la salud de las
personas, o riesgos para el medio
ambiente. Entre los problemas que
se consideran estan: 1) la actual
directiva no cubre suficientemente
los nuevos riesgos originados por
las tecnologias emergentes, 2) la
directiva presenta incertidumbre
juridica por la falta de claridad so-
bre su alcance y sus definiciones;
asi como riesgo por potenciales
lagunas de seguridad en las tecno-
logias tradicionales, 3) la lista de
maquinas de alto riesgo tiene ya
15 afos, no se ha actualizado y sus
disposiciones son insuficientes, 4)
los costes monetarios y ambientales
que se producen por la extensa do-
cumentacion en papel que se pide,
5) las incongruencias con otros ins-
trumentos de la legislacion de segu-
ridad de productos de la Unién, 6)
las divergencias en la interpretacién
existente en las transposiciones de
la Directiva de Maquinas realizadas
por los diversos estados de la Union.

Ademas, este nuevo reglamento
pretende incorporan realidades
tecnolégicas como los robots co-
laborativos, las actualizaciones de
software, la ciberseguridad, las ma-
quinas auténomas o las estaciones
de supervision remota.

Por su parte, el nuevo reglamen-
to para sistemas de Inteligencia Ar-
tificial (IA) quiere dar respuesta a los
retos que los sistemas de IA estan
suponiendo hoy en dia en temas de
seguridad y salud de las personas,
o en sus derechos fundamentales.
Se pretende que se aplique a los
sistemas de IA que se comercialicen
o se usen dentro de la Union cuyos
proveedores estan establecidos en
la Unidn y, especialmente, en ter-
ceros paises; pero también afecte
a los sistemas de IA localizados en
un tercer pafs cuyos resultados se
utilicen dentro de la Union. O que
se proteja a los usuarios de dentro
de la Unién que usen o sean afec-
tados por los diferentes sistemas de
IA que le puedan afectar directa o
indirectamente. Se pretende que el
reglamento evite o minimice pro-
blemas y riesgos relacionados, entre
otros, con la biometria y la identi-
ficacion de personas, la gestién y
explotacién de infraestructuras criti-
cas, el acceso a servicios esenciales,
el control de fronteras, o la justicia.

En el caso de los actos delegados
se prevé que entren en vigor a lo
largo del mes de enero un regla-
mento y una directiva relacionados
con la "Directiva 2014/53/UE so-
bre la comercializacién de equipos
radioeléctricos”, conocida como
Directiva RED.

El reglamento delegado pretende
mejorar la ciberseguridad de los
dispositivos inaldmbricos que se
comercialicen en el mercado de la
Unién, tales como, teléfonos mo-
viles, relojes inteligentes, rastrea-
dores de actividad fisica o juguetes
inaldmbricos. Este reglamento de-
fine los requisitos legales para las
salvaguardias de seguridad que se

deberdn tener en cuenta en el dise-
Aoy producciéon de los dispositivos
inaldmbricos. Ademas, determina
que se deberan proteger la priva-
cidad y los datos personales de los
ciudadanos, evitar los riesgos de
fraude monetario y garantizar una
mayor resiliencia de las redes de
comunicacion.

La directiva pretende la adop-
cion de un cargador Unico compa-
tible con todo tipo de dispositivos
inaldmbricos. Esta directiva quiere
limitar la fragmentacién de las in-
terfaces de carga y de los protocolos
de comunicacién de carga en telé-
fonos moviles y equipos radioeléc-
tricos; para conseguir los objetivos
de reducir los residuos electrénicos,
garantizar la comodidad de los con-
sumidores y evitar la fragmentacion
del mercado de dispositivos de car-
ga. Para ello la directiva pretende
armonizar la interfaz de carga y
los protocolos de comunicacién de
carga para equipos radioeléctricos
que se cargan por cable; y sentar
las bases para la adaptacion a otras
tecnologias que permitan la car-
ga por cualquier medio distinto de
la carga por cable, como la carga
inaldmbrica. También se pretende
imponer requisitos para garantizar
que los usuarios finales no estén
obligados a adquirir un nuevo dis-
positivo de carga con cada compra
de cada nuevo teléfono moévil o
equipo radioeléctrico. Y se define
el USB tipo C como el receptaculo
comun de carga para las categorias
o clases pertinentes de equipos ra-
dioeléctricos, que ird combinado
con el protocolo de comunicacion
de carga de entrega de potencia
por USB.

Estos son de forma breve los ac-
tos legislativos que afectaran en un
futuro cercano a las empresas que
fabriquen y comercialicen productos
y servicios para el mercado europeo.
Y en préximos articulos profundi-
zaré en cada uno de estos actos
legislativos. M
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Sistemas embebidos

Modulos COM-HPC con Tiger Lake H
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Autor:
Bergbauer, Product Line
Manager COM-HPC en
Congatec.
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Incremento de rendimiento masivo para el Edge

Figura 1. Los médulos COM-HPC con procesadores de la generacion Tiger Lake H brindan a
las aplicaciones de edge un aumento masivo del rendimiento.

Los nuevos procesadores Intel de
las clases Xeon, Core y Celeron (con
nombre en cédigo Tiger Lake H)
pueden desarrollar completamente
su rendimiento en el estandar COM-
HPC. Su disponibilidad en el catélo-
go del lider del mercado de médulos
congatec anuncia una nueva era en
el desarrollo de sistemas basados
en médulos.

Con la disponibilidad de los pro-
cesadores Intel Core vPro de 11.a
generacion, Intel Xeon W-11000E
e Intel Celeron en médulos COM-
HPC, la diferencia de rendimiento
del nuevo estdndar, en compara-
cién con COM Express, se vuelve
mas clara que cuando los primeros
mdédulos COM-HPC se lanzaron con
procesadores de generaciéon Lake
U optimizados para aplicaciones
moviles.

Aqui, el valor agregado de COM-
HPC se limita a tener mas interfaces,
comparativamente hablando, que su
contraparte COM Express. Con los
nuevos médulos cliente conga-HPC/
cTLH COM-HPC, la ventaja del ancho
de banda de COM-HPC se vuelve
mucho mas evidente.

Mas ancho de banda

Para conectar periféricos con un
ancho de banda masivo, los médu-
los COM-HPC admiten 20 carriles
PCle Gen4 (x16 y x4), mientras que
las variantes COM Express ejecutan
solo 16 carriles PCle Gen4 a través
de PEG. Ademas, los desarrolladores
pueden usar 20 carriles PCle Gen 3.0
con COM-HPC, en comparacién con
los ocho que permite COM Express.

Para admitir almacenamiento
SSD NVMe ultrarrapido, el médulo
COM-HPC también ofrece una inter-
faz PCle x4 hacia la placa portadora.
Los médulos COM Express deben
implementar NVMe SSD a bordo
para hacer el mejor uso de todos los
carriles nativos Gen 4 compatibles
con el nuevo procesador. En total,
los nuevos moédulos COM-HPC eje-
cutan 44 carriles PCle, casi el doble
que el médulo COM Express, que ex-
plota todo el ancho de banda de sus
24 carriles, mientras un total de 49
carriles son posibles con COM-HPC.

COM-HPC amplia aln méas esta
ventaja de ancho de banda con otras
interfaces. Por ejemplo, el médulo

Tiger Lake H COM-HPC actual ofrece
dos interfaces USB 4.0, lo que no
ocurre en absoluto en COM Express,
con un numero total idéntico de
puertos USB. Para redes, los médu-
los COM-HPC también ofrecen 2x
2.5 GbE, mientras que los mddulos
COM Express solo ejecutan 1x 2.25
GbE, por lo que ambas series de
mddulos son compatibles con Intel
TCC y Time-Sensitive Networking
(TSN) en tiempo real. Sin embargo,
para las infraestructuras en red, el
segundo puerto Ethernet nativo en
particular es muy conveniente, ya
gue permite implementar una to-
pologfa en anillo sin ninguna légica
adicional, lo cual es muy ventajoso
para aplicaciones de Ethernet in-
dustrial, ya que ahorra esfuerzo de
cableado en comparacién con el
cableado en estrella.

Multitarea en el Edge

Ademas, este aumento significa-
tivo en las interfaces no es de nin-
guna manera el final de la linea para
los moédulos de cliente COM-HPC,
porque un buen 40 de los 800 pines
todavia no se utilizan en la actuali-
dad, mientras que COM Express con
sus 440 pines estd alcanzando sus
limites de rendimiento. Por lo tanto,
los médulos COM-HPC pertenecen al
futuro dondequiera que aumenten
las demandas de tecnologia infor-
matica integrada vy, por lo tanto,
también el nimero de interfaces
necesarias. De lo contrario, tanto
los médulos COM-HPC como COM
Express pueden, por supuesto, be-
neficiarse ampliamente de la nueva
tecnologia de procesador Intel de
la generacién Tiger Lake H, que
representa el punto de referencia
actual en la clase de cliente para
computacién integrada y de edge.

Asi, los nuevos modulos, con
hasta 8 potentes nucleos de proce-
sador con una frecuencia de reloj
de hasta 4,7 GHz, permiten un au-
mento del rendimiento de hasta un
65% en el rendimiento de multiples
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subprocesos y hasta un 32% en el
rendimiento de un solo subproceso
en comparacién con sus predeceso-
res. Este aumento de rendimiento
es compatible con hasta 128 GB
de memoria basada en DDR4 SO-
DIMM a 3200 MT/s y ECC opcional
en COM-HPC. Con COM Express,
actualmente son solo posibles hasta
96 GB. Ademas, las cargas de traba-
jo intensivas en visualizacién, sonido
y gréficos también experimentan un
aumento de rendimiento de hasta
un 70% en comparacién con los
modelos anteriores, lo que mejora
aun mas el rendimiento para estas
experiencias inmersivas.

Diversas areas de
aplicacidn

Las aplicaciones emblematicas
que se benefician directamente de
este rendimiento mejorado de la
GPU se pueden encontrar en aplica-
ciones de computacion de edge para
cirugfa, imagenes médicas y salud
electronica. Para obtener informes
o6ptimos, las nuevas plataformas
de congatec incluso admiten video
HDR 8K. Combinado con las capa-
cidades de Inteligencia Artificial de
las plataformas y el completo kit de
herramientas Intel OpenVINO, los
médicos obtienen un facil acceso y
conocimiento a través de los datos
de diagnostico basados en el apren-
dizaje profundo.

Pero ese es solo uno de los be-
neficios de los gréficos Intel UHD
integrados, que también admiten
hasta cuatro pantallas 4K indepen-
dientes. También puede procesar
y analizar hasta 40 transmisiones
de video HD en paralelo a una re-
solucion de 1080p / 30 fps, lo que
brinda vistas de 360 grados en todas
las direcciones. Este rendimiento
de visién masiva impulsado por
la IA también es importante para
muchos otros mercados, incluida la
automatizacién, la vision artificial
para la inspeccién de calidad en la
fabricacién y la seguridad en espa-
cios publicos y ciudades.

Otras aplicaciones incluyen ro-
bética colaborativa y vehiculos
auténomos en las industrias de
logistica, agricultura, construccion
y transporte pUblico. Para tales apli-
caciones, también hay variantes de
los nuevos procesadores que incluso
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Figura 2. En los médulos de cliente COM-HPC, los desarrolladores pueden usar muchas més
interfaces que en los médulos COM Express Tipo 6.

estan disenados para temperaturas
extremas de -40 a +85 °C.

Acelerador de 1A
integrado

La Inteligencia artificial y los al-
goritmos de inferencia basados en
Deep Learning también se pueden
ejecutar sin problemas de forma
masiva en paralelo en la GPU inte-
grada o también en la CPU con Intel
Deep Learning Boost integrado. Esto
combina tres instrucciones en una,
lo que acelera el procesamiento de
inferencias y el conocimiento de la
situacion. Las principales areas de
aplicacion de la IA en aplicaciones
industriales son el mantenimiento
predictivo, el aseguramiento de la
calidad, la optimizacién del proceso
de fabricacion y la optimizacion de
la cadena de suministro.

Para ello, congatec también
soporta un ecosistema completo
con cédmaras y software de proce-
samiento de imagenes adecuado de
conocidos fabricantes como Basler
o Matrix Vision.

PICMG también esta trabajando
en funciones de seguridad integra-
das para las nuevas plataformas
COM-HPC Client y COM Express
Type 6. Estos son importantes para
el funcionamiento a prueba de fallos

de vehiculos moviles y robots, asi
como para maquinas estacionarias.
Dado que el soporte en tiempo real
también es obligatorio para dichas
aplicaciones, los médulos congatec
admiten sistemas operativos en
tiempo real como Real Time Linuxy
Wind River VxWorks. También ofre-
cen soporte nativo para el hipervisor
en tiempo real de Real-Time Sys-
tems, que también es oficialmente
compatible con Intel. El resultado
para los clientes es un paquete de
ecosistema verdaderamente com-
pleto con posiblemente el soporte
mas completo posible. Otras carac-
teristicas en tiempo real incluyen
Intel Time Coordinated Computing
(Intel TCC) y Time Sensitive Networ-
king (TSN) para puertas de enlace
[loT / Industry 4.0 y dispositivos
de computacién periférica en red
deterministas.

Las caracteristicas de seguridad
mejoradas, como Intel Total Memory
Encryption (TME) o Intel Boot Guard,
que ayudan a proteger los sistemas
de los ataques, también hacen que
estas plataformas sean candidatas
ideales para todo tipo de aplicacio-
nes criticas de clientes en fabricas
y servicios publicos. El cifrado de
memoria total de Intel cifra el con-
tenido de la memoria para evitar la
lectura no autorizada de datos en la
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Figura 3. El médulo COM-HPC conga-HPC / cTLH también admite disefios Thunderbold 4.0.

memoria, como a través de ataques
de arranque en frio. Intel Boot Guard
garantiza que no se cargue ningun
firmware que no sea el firmware
validado al iniciar el sistema.

Soporte también para
Thunderbolt

A pesar de la creciente comple-
jidad, los disefios pueden volverse
mucho mas simples en términos de
aplicacién. Para ello, se desarroll6 la
tecnologia Thunderbolt, que conga-
tec soporta de forma nativa en sus
nuevos médulos y placas portadoras
en el ya integrado procesador Gen 4.

La ventaja de Thunderbolt es que
dicha especificacién es compatible
con los protocolos de red USB,
DisplayPort, PCle y Thunderbolt
con 10 Gbit, Ethernet y funciones
de carga a través del mismo cable.
En la versién 4, los puertos tienen
un ancho de banda bidireccional
de alto rendimiento de 40 Gbit /
s, asi como, y esto es realmente lo
nuevo, PCle rapido de al menos 32
Gbit/s. Gen 3 solo requiere 16 Gbit
/'s. Ademas, también es compatible
con cuatro pantallas 4k o una con
resolucién 2x 8k.

Por lo tanto, los dispositivos
moviles se pueden conectar muy
facilmente a las estaciones de aco-
plamiento y utilizar multiples peri-
féricos desde monitores, teclados,
ratones y discos duros a la red.

La proteccion DMA basada en
VT-d ayuda a reducir el riesgo de
seguridad de las amenazas externas
al permitir que las solicitudes de
dispositivos externos se redirijan y
se verifiquen los derechos de acceso
correctos. Procedente del segmento
de TI, esta interfaz fue desarrollada
para el sector de gaming, entre
otros.

Uno de los casos de uso maés
comunes en la computacién integra-
da es en aplicaciones de multiples
pantallas, donde la simple conexién
de pantallas o pantallas tactiles
separadas a través de un solo cable
es convincente. Hoy en dia, estos se
pueden encontrar en practicamente
todas las GUI, desde PC médicas y
HMI industriales y PC de panel hasta
sefializacion digital y aplicaciones
de juegos de casino. Los OEM
también los utilizan, por ejemplo,
para soluciones de acoplamiento en
vehiculos comerciales, para sistemas
modulares de prueba y medicién o

para aplicaciones de cabecera en
tecnologfa médica, donde se pue-
den conectar varios dispositivos a
un sistema de monitorizacién para
visualizar datos vitales.

Funciones de gestién
remota

De acuerdo con la especificacion
COM-HPC, los nuevos mddulos
COM-HPC de congatec no solo son
compatibles con la nueva interfaz
de gestidn de plataforma del PICMG
(COM-HPC PMI). Como moddulos
actualmente no administrados
(M.U), se pueden administrar sin
problemas mediante placas de ope-
rador administradas (C.M) dentro de
este marco. Las implementaciones
correspondientes de Redfish e IPMI
para placas de soporte ya estén en
preparacién en congatec.

Los nuevos moédulos también
son compatibles con la tecnologia
Intel Active Management como
parte integral del soporte del pro-
cesador, proporcionando potentes
capacidades de gestién remota.
Estas herramientas incluyen KVM
sobre IP (transmision de sefales de
teclado, video y mouse a través de
conexiones IP), apagado y arranque
remoto, alarma de hardware o redi-
reccionamiento de arranque. La ad-
ministracion fuera de banda permite
que las salas de control centralizadas
administren y mantengan mejor los
sistemas periféricos distribuidos,
incluso cuando el dispositivo esta
apagado o el sistema operativo no
responde. Estas capacidades tam-
bién resultan particularmente Gtiles
para sistemas integrados ubicados
en lugares de dificil acceso, PC
industriales en entornos peligrosos
o sistemas de puntos de venta mi-
noristas que se apagan después de
la hora de cierre.

El principio de los
computadores en
maddulo

Ya sea COM Express o COM-HPC
Computer-on-Modules, los estan-
dares PICMG tienen ventajas Unicas
para los sistemas embebidos y de
borde utilizados en tamanos de lotes
industriales.

Por eso, segun las cifras de mer-
cado de IHS Markit, también son el
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Figura 4. Listo para usar: el kit de inicio congatec con placa de soporte Evaly solucion de disipacion ya esta disponible funcionalmente validado.

principio de disefio integrado més
extendido, incluso por delante de
las placas integradas clasicas, como
las Mini-ITX o las computadoras
de placa Unica de 3,5 pulgadas. La
razén de la gran popularidad de
estos disenos de sistemas integrados
basados en mddulos es la combi-
nacién exitosa de la flexibilidad de
los disefios especificos del cliente a
través de una placa portadora facil
de desarrollar y un médulo facil de
usar y listo para usar que también
viene con todos los controladores y
firmware necesarios directamente
“listos para usar”.

Como “supercomponentes”,
integran todos los componentes cri-
ticos como CPU, RAM, interfaces de
alta velocidad y también la unidad
grafica en un paquete general fun-
cionalmente validado. Esto ahorra
una inmensa cantidad de costes de
desarrollo en comparaciéon con un
desarrollo completamente especifico
del cliente y acelera enormemente el
tiempo de comercializacién.

Otra ventaja es el hecho de que
los médulos de ordenador de un
estandar se pueden intercambiar de
manera flexible entre generaciones
de procesadores y limites de fabri-
cantes. Esto significa que los OEM
pueden escalar sus soluciones de
manera flexible y actualizarlas con
la Ultima tecnologia de procesador
incluso después de varios afos. El
soporte de factores de forma de
moédulos estandarizados de varios
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fabricantes también facilita la im-
plementacion de estrategias de
proveedores, lo que ofrece ventajas
en términos de precios y, sobre
todo, en términos de garantizar la
disponibilidad.

La misma organizacién indepen-
diente de los fabricantes, PICMG, es
responsable de la estandarizacion de
COM Express y COM-HPC. Asegura
la continuidad de estos estdndares
complementarios y, con el lanza-

miento de COM-HPC, crea la base
de confianza necesaria para poder
cambiar a este factor de forma tan
pronto como estén disponibles los
primeros médulos COM-HPC. Por lo
tanto, la seguridad del disefio se da
con COM-HPC desde el principio.
Es por eso por lo que también tiene
sentido implementar nuevos disefos
gue deben disenarse para un alto
rendimiento de borde multifuncio-
nal con COM-HPC. M

Figura 5. Los médulos COM Express clasicos con los procesadores Intel Core de 11.a gene-

racion, por supuesto, todavia estan disponibles.

Sistemas embebidos
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Uno de los proveedores de Elec-
trénica OLFER, la gigante China
MEAN WELL y fundada en 1982,
es conocida por su alta calidad y
fiabilidad, asi como su coste-rendi-
miento-coste en la industria de su-
ministro de energfa. Para las fuen-
tes de alimentacién conmutadas,
la cantidad de componentes puede
variar entre docenas y cientos, se-
gun el vataje y la topologia. Cada
componente se aplica al disefio con
su necesidad. La garantia de una
vida util exacta y la evaluacién de
la fiabilidad son aspectos técnicos
fundamentales en esta industria.
Podriamos evaluar la calidad de
una fuente de alimentacién o si el
producto estd bien fabricado com-
probando el MTBF o los pardmetros
del ciclo de vida. En este articulo
analizamos el MTBF (Tiempo Medio
Entre Fallos) y los parametros del
ciclo de vida considerados en la
fase inicial de implementacion del
producto.

El MTBF (tiempo medio entre
fallos) y el ciclo de vida son indi-
cadores de fiabilidad. El MTBF se
puede calcular mediante dos me-
todologias diferentes: “recuento de
piezas” y "analisis de tension”. Las
regulaciones de MIL-HDBK-217F y
TELCORDIA SR / TR-332 (Bellcore)
se utilizan comUnmente para cal-
cular el MTBF. MIL-HDBK-217F es
un estandar militar de los Estados
Unidos y TELCORDIA SR / TR-332

Tha Powar Supply Compety
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5

(Bellcore) es una regulacién comer-
cial. El ciclo de vida se basa en el
uso del aumento de temperatura
de los condensadores electroliticos
bajo la temperatura méxima de
funcionamiento en condiciones
de carga completa para estimar la
vida atil aproximada de la fuente
de alimentacién. Ambos pardme-
tros tienen un valor de referencia
determinado. La Unica diferencia
es que se derivan de ecuaciones
diferenciales.

A diferencia del ciclo de vida,
que solo utiliza parametros del
aumento de temperatura de los
condensadores electroliticos para
su ecuacion, el MTBF es més com-
plicado que eso. Como todos sa-

bemos, la ecuacién para la tasa de
fallo de los componentes eléctricos
durante el calculo del MTBF con-
tiene muchas variaciones, como se
muestra en la ecuacién 1, inclui-
do el factor de calidad, el factor
medioambiental, el factor bésico
de averia, etc. Cuando estos fac-
tores se combinan con la tensién
o el nimero de componentes, el
resultado cambia de manera dife-
rente. Pero la gente no sabe que
algunos de los factores mejoran
con el tiempo. El siguiente parrafo
lo explicara con mas detalle.

A medida que intentamos man-
tenernos al dia con la ley de Moore,
la tecnologia de los materiales y el
arte de los procesos crecen juntos.
Eso también se puede aplicar a
componentes eléctricos. Por ejem-
plo, un componente con el mismo
tamafo y especificacién hoy se-
guramente posee mejor calidad y
estabilidad durante la produccion
en comparacién con el pasado.
Esta es la razén por la que el MTBF
se actualiza de vez en cuando para
optimizar la base de datos. Por lo
tanto, incluso con el mismo di-
seno, simplemente cambiando el
componente a un grado superior u
optimizando la calidad, es posible
ajustar el pardmetro de calidad mQ
en la ecuacién para mejorar una
lectura mas alta de MTBF.

AP = AG x ) Xx w8 X @T

Ecuacion de la tasa de fallo genérica de componentes eléctricos.
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Fuentes de alimentacion
Nivel de calidad O

Este nivel se asignard a componentes de grado comercial, redisefiados, re-manufacturados, reelaborados, recupe-
rados o componentes que se adquieran y utilicen sin la calificacion del dispositivo, controles de lote a lote, o un
programa de retroalimentacién y accién correctiva eficaz por parte del personal primario, fabricante de equipos o
sus subcontratistas de disefo o fabricacion de nivel inferior subcontratados. Sin embargo, se deben haber tomado
medidas para garantizar que los componentes sean compatibles con la aplicacion de disefio.

Factor de calidad m,= 6

Nivel de calidad 1

Este nivel se asignara a los componentes de calidad comercial que se adquieran y utilicen sin una completa califica-
cién del dispositivo o controles de lote a lote por parte del fabricante del equipo. Sin embargo, (a) Se deben haber
tomado medidas para garantizar que los componentes sean compatibles con la aplicacién del disefio y el proceso
de fabricacion; y (b) Debe existir un programa efectivo de retroalimentacién y acciones correctivas para identificar
y resolver problemas rapidamente en la fabricacién y en el campo.

Factor de calidad m,= 3

Nivel de calidad 2

Este nivel se asignara a los componentes que cumplan con los requisitos (a) y (b) del Nivel de calidad I, mas lo
siguiente: (c) Las especificaciones de compra deben identificar explicitamente caracteristicas importantes (eléctricas,
mecanicas, térmicas y ambientales) y niveles de calidad aceptables (es decir, AQL, DPM, etc.) para control del lote;
(d) Los dispositivos y los fabricantes de dispositivos deben estar calificados e identificados en las partes aprobadas
/ listas de fabricantes (la calificacion del dispositivo debe incluir pruebas de vida y resistencia apropiadas); (e) Los
controles de lote a lote, ya sea por parte del fabricante del equipo o del dispositivo, deben estar implementados
con los NCA / DPM adecuados para garantizar una calidad constante.

Factor de calidad m,= 1

Nivel de calidad 3

Este nivel se asignaré a los componentes que cumplan con los requisitos (a), (b), (c), (d) y (e) de los Niveles de calidad
l'y Il, mas lo siguiente: (f) Las familias de dispositivos deben recalificarse periédicamente; (g) Los controles de lote
a lote deben incluir un control de confiabilidad en la vida temprana del 100% de deteccién (ciclos de temperatura
y quemado), que, si los resultados lo justifican, puede reducirse a una “auditoria de confiabilidad” (es decir, una
muestra base) o a un “monitor de confiabilidad” aceptable con valores acumulativos de fallo temprano demostrado
y aceptado de menos de 200ppm hasta 10.000 horas; (h) Cuando se utilice un cribado de quemado, el porcentaje
defectuoso permitido (PDA) debera especificarse y no exceder el 2%; y (i) Tanto los fabricantes de dispositivos como
de equipos deben implementar un programa de mejora continua de la confiabilidad.

Factor de calidad m,= 0,8

Tabla 1. Descripcion del nivel de calidad del dispositivo y factor de TELCORDIA SR / TR-332 (Bellcore).

La busqueda continua de la in-
novacién y la optimizacién ha sido
una misién esencial para MEAN
WELL y Electronica OLFER desde
el primer dia. Como resultado, los
productos siguen evolucionando
y alcanzando un mayor nivel de
calidad mejorando el volumen
de investigacion y seleccionando
estrictamente los componentes y
proveedores.

La lectura de MTBF de los pro-
ductos MEAN WELL ha sido rela-
tivamente conservadora. La lec-
tura ya no coincide con la calidad
actual, lo que no supone ningu-
na ventaja al competir con otras
marcas, especialmente cuando los
clientes se enfrentan a licitaciones
gubernamentales o concursos de
proyectos. Afortunadamente, la
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garantia de calidad con un largo
ciclo de vida y garantia ain mantie-
ne la ventaja competitiva de MEAN
WELL en el mercado.

Para resolver el problema que
encontramos continuamente, para
cumplir con nuestra misiéon “Bus-
queda continua de innovacién y
optimizacién”, MEAN WELL re-
examind los parametros MTBF de
TELCORDIA SR / TR-332 (Bellcore)
e implementé una optimizacién,
revisando la politica de calidad del
proveedor y acompafando con
IQC / OQC / FQC... etc. Todas las
formas de servicio postventa, ase-
guran la prevencion, lo que no solo
Ileva la calidad de los productos
MEAN WELL a otro nivel, sino que
también cambia el estado del fac-
tor de calidad m, de la ecuacién

MTBF como se muestra en la Tabla
1 de acuerdo con la regulacién
TELCORDIA SR/ TR-332 (Bellcore).
Liderar la lectura de MTBF se puede
optimizar desde el nivel O - | hasta
el nivel | - II.

Electronica OLFER y MEAN WELL
anuncian productos con largas ga-
rantias (7 anos las series HLG, 6
anos las series HEP, 5 anos las series
DPU/DRP... etc.) y esto es debido
a que los pardmetros del ciclo de
vida y la garantia estan més cer-
ca de las expectativas de control
de calidad del usuario general. El
MTBF o el ciclo de vida es un com-
promiso del disefio del producto.

Para mas informacién puedes
suscribirte a nuestra newsletter
con las ultimas novedades del mer-
cado.
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Kits de desarrollo electrénico

Como crear rapidamente prototipos de
dispositivos IoT con el nodo 1oT B-L4S55I-
1I0TO 1A Discovery Kit
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A medida que los dispositivos se co-
nectan cada vez més a la Internet de
las cosas (loT), los desarrolladores que
empiezan desde cero se dan cuenta de
que todavia no es tan sencillo como se
esperaria, sobre todo si los plazos son
ajustados y los costos limitados. Desde
la eleccién de un entorno de desarrollo
de confianza, seguro y bien respaldado,
hasta la seleccion de software y hard-
ware compatibles, resulta que el disefio
y la construccién de un dispositivo loT
siguen requiriendo una amplia gama
de habilidades.

Lo que los desarrolladores necesi-
tan cada vez mas es un acceso facil a
soluciones seguras, bibliotecas de co-
nectividad en la nube, un RTOS y una
plataforma de desarrollo de hardware y
software compatible que proporcione
sensores facilmente integrados, todo en
un paquete escalable.

Este articulo analiza cémo los disefia-
dores de loT pueden crear rapidamente
prototipos de sus productos utilizando
el nodo loT B-L4S5I-IOTO1A Discovery
Kit de STMicroelectronics. Examina las
capacidades del microcontrolador inte-
grado, la plétora de sensores y opciones
de configuracion, y cdmo conectarse a
Amazon Web Services (AWS) y empezar
a construir rapidamente su prototipo y
producto final.

Figura 1. El B-L4S51-IOTO1A se basa en un procesador Arm Cortex-M4
que funciona hasta a 120 MHz con 2 Mbytes de memoria flash, 640
Kbytes de RAM, conectividad inalambrica y multiples sensores. (Fuente
de la imagen: STMicroelectronics).
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Introduccién al nodo
loT B-LASS5I-IOTOTA
Discovery Kit

La placa B-L4S5I-IOTO1A Discovery
es una placa de desarrollo integral que
puede utilizarse para crear prototipos
de casi cualquier dispositivo loT integra-
do (Figura 1). La placa tiene suficiente
potencia de procesamiento, sensores
y capacidad de ampliacién como para
hacer sofiar a cualquier desarrollador in-
tegrado con las aplicaciones que podria
crear. La placa B-L4S5I-IOTO1A se basa
en el procesador Arm® Cortex®-M4
de bajo consumo que funciona a 120
megahercios (MHz), apoyado por 2 me-
gabytes (Mbytes) de flash de programa
y 640 kilobytes (Kbytes) de SRAM. El
STM32L4S5VIT6 también cuenta con
caracteristicas ideales para las aplicacio-
nes de loT, como:
¢ Una unidad de punto flotante (FPU)
* Un controlador de acceso dindmico

a la memoria (DMA) de 14 canales
* Un acelerador de hardware de cifra-

do AES y HASH
* Funciones graficas avanzadas
¢ Una puntuacién de referencia de

energia de 233 ULPMark CP

La potencia de procesamiento
y la eficiencia energética por si solas
no constituyen una excelente plata-
forma de prototipos répidos. La pla-
ca de descubrimiento también inclu-
ye conectividad inaldmbrica en forma
de un moddulo Wi-Fi compatible con
802.11b/g/n(ISM43362-M3G-144) de
Inventek Systems y un médulo Blue-
tooth 4.1 de STMicroelectronics, asi
como una serie de sensores. Entre ellos
se encuentran dos micréfonos omni-
direccionales digitales MP34DTO01, un
sensor digital capacitivo HTS221 para
la humedad relativa y la temperatura,
y un magnetémetro de tres ejes de alto
rendimiento LIS3MDL.

La lista anterior no es en absoluto
exhaustiva: puede encontrar una des-
cripcién mas detallada aqui. A continua-
cion, es importante examinar las herra-
mientas y pilas de software disponibles
para acelerar el desarrollo.

El ecosistema STM32

El ecosistema que rodea a cualquier
placa de desarrollo determina si un equi-
po puede crear un prototipo rapido o
no. Por ejemplo, para crear un proto-
tipo de dispositivo loT con el B-L4S5I-
IOTO1A, los desarrolladores necesitan
acceder a un compilador, un entorno
de desarrollo integrado (IDE), bibliotecas
de controladores, herramientas de con-
figuracion y software para actualizar el
firmware. La placa Discovery B-L4S5I-10-
TO1A soporta todas estas necesidades.

Muchos desarrolladores utilizan
Eclipse y el compilador GNU C como
entorno de desarrollo. STMicroelec-
tronics proporciona una herramienta
gratuita, STM32CubelDE (Figura 2), que
permite a los desarrolladores escribir
y construir sus proyectos de software.
STM32CubelDE permite acceder a través
de varias perspectivas a un entorno de
desarrollo de software, una herramienta
de configuracion del microcontrolador y
un entorno de depuracion.

STM32CubelDE no solo proporcio-
na una manera de crear, construir y
gestionar proyectos de software, sino
que también tiene una interfaz para
STM32CubeMx. STM32CubeMx es una
herramienta de configuracién de micro-
controladores que permite a los desa-
rrolladores configurar arboles de reloj,
periféricos, sensores y middleware. Los
desarrolladores configuran sus ajustes
y, a continuacion, la cadena de herra-
mientas genera los controladores y los
archivos de configuracion, lo que reduce
drésticamente el tiempo de desarrollo y
ayuda al desarrollador a centrarse en el
codigo de su aplicacion y no en el de la
infraestructura estandar.

Mas alld de la configuracion y la im-
plementacion de una base de codigo,
el ecosistema STM32 viene con varias
herramientas Utiles para los desarrolla-
dores que trabajan en la vanguardia. Por
ejempilo, los desarrolladores que deseen
aprovechar el aprendizaje automatico
en sus aplicaciones pueden utilizar la
extension X-CUBE-Al de STM32Cube.
Al, que proporciona a los equipos un
marco simplificado para convertir, vali-
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Figura 2. STM32CubelDE proporciona a los desarrolladores un IDE para crear, configurar y gestionar el software integrado de su dispositivo loT.

(Fuente de la imagen: Beningo Embedded Group).

dar y ejecutar inferencias en el STM32.

Por ejemplo, los desarrolladores pueden

entrenar un modelo utilizando Tensor-

Flow Lite y luego convertir el modelo

en pocos minutos en cédigo C que se

ejecuta en el microcontrolador. Ademas,

hay paguetes de extensién con software

listo para funcionar que incluye:

* FP-AI-FACEREC para aplicaciones de
reconocimiento facial

* FP-AI-NANOEDGT para aplicaciones
de control de estado

* FP-AI-VISION1 para aplicaciones de
clasificacién de imagenes

e FP-AI-SENSING1 para aplicaciones de
audio y clasificacién de escenas

Todo dispositivo loT debe tener en
cuenta la seguridad, incluso durante la
fase de creacién rapida de prototipos.
La web actual esta repleta de ataques
incesantes, violaciones de la seguridad
y explotacién de datos de empresas y
clientes. Por lo tanto, cualquier plata-
forma de prototipado rapido debe tener
la capacidad de escalar a un sistema de
producciéon de manera eficiente. La pla-
ca de descubrimiento puede aprovechar
las pilas de software de arranque segu-
ro de STMicroelectronics (SBSFU) para

REE = Enero 2022

proporcionar a los desarrolladores esta

capacidad. SBSFU esté disponible en el

paquete de funciones X-CUBE-SBSFU,

gue proporciona:

 Servicios de raiz de confianza (RoT)

* Servicios seguros de gestion de claves

* Esquemas criptogréficos

* Servicios seguros de actualizacion
de firmware

El ecosistema que rodea a la placa
B-L4S5I-I0TO1A Discovery es rico, con
muchos paqguetes de funciones y he-
rramientas disponibles para ayudar al
desarrollador a empezar rapidamente.
Muchos desarrolladores de loT estan
interesados en el paquete X-CUBE-AWS
que proporciona todo lo necesario para
conectarse a la nube cuando se utiliza
AWS. Examinemos cémo lo harfa un
desarrollador.

Conexion a la nube

Para empezar con la nube, un de-
sarrollador necesita descargar X-CUBE-
AWS. El paquete de software viene
como un archivo zip con varios pro-
yectos disefiados para ejecutarse en el
B-L4S5I-IOTO1A, tales como:

* Bootloader KMS
* Bootloader STSAFE
* Nube

Estos proyectos se encuentran en:
Proyectos/B-L4S5I-I0T01A/Aplica-
ciones/

Con el proyecto de la nube de AWS
que se encuentra bajo:
Nube/aws_demos

El proyecto en la nube estd disponi-
ble para STM32Cube IDE, Keil e IAR. Por
supuesto, un desarrollador podria portar
estos a otros IDE, pero estos tres son
comunmente utilizados en la industria.

Un desarrollador no tiene que averi-
guar cémo poner en marcha el proyecto
de forma independiente. Hay varios
documentos valiosos que pueden ayu-
darles a empezar rapidamente. Primero,
dentro del directorio principal del pro-
yecto, hay un archivo Release Notes.
html. Este archivo contiene informacion
general sobre el proyecto junto con las
limitaciones y valiosas referencias. A
continuacién, hay una guifa de inicio
que describe cbmo conectarse a AWS
utilizando el proyecto. Este documento
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Figura 3. X-CUBE-AWS proporciona el firmware y los ejemplos de aplicacion necesarios para conectarse a AWS y desarrollar un loT Thing
capaz de conectarse a AWS. (Fuente de la imagen: STMicroelectronics).

describe como conectarse a AWS junto
con lainformacién sobre la pila y el soft-
ware (Figura 3). El documento también
describe las pilas de software en detalle,
lo que puede ayudar a un desarrollador
a entender como esta organizado y
los cambios que serdn necesarios para
conectar el dispositivo a la nube.

La forma mas sencilla de conectarse
a la nube es consultar el documento
Introduccién y sequir el tutorial. Ademas
del tutorial, hay varias fuentes de refe-
rencia adicionales que los desarrollado-
res pueden utilizar para ponerse al dia
con el paquete de software, incluyendo:
¢ Préximos pasos de FreeRTOS
* Guia del usuario de la actualizacién

OTA
¢ Configuracion de la cuenta y las cre-

denciales de loT Core

Entre estos documentos, los desa-
rrolladores pueden poner en marcha
rapidamente una aplicacién en la nube
que puede utilizarse como base para
su propia aplicacién de dispositivos loT.

Consejos vy trucos para
utilizar la placa Discovery
B-L4S5I1-I0OTO1A

La placa Discovery B-L4S5I-IOTOTA
tiene muchas caracteristicas y capaci-
dades que los desarrolladores pueden
aprovechar para crear rapidamente un
prototipo de su producto integrado. A

continuacion, se presentan varios “con-

sejos y trucos” que los desarrolladores

deben tener en cuenta y que pueden

simplificar y acelerar su desarrollo, como

por ejemplo

* Aproveche al maximo el X-CUBE-
AWS para conectarse a AWS facil-
mente. El paquete de software viene
con FreeRTOS ya portado a la placa
de desarrollo; los desarrolladores sélo
tienen que aprovisionar el dispositivo
para conectarlo a la nube.

¢ Lea detenidamente la documenta-
cion de inicio. La documentacion
contiene los pasos necesarios para
realizar una actualizacion del fir-
mware y conectarse a AWS.

¢ Experimenta con las capacidades de
actualizaciéon over-the-air (OTA) de
ejemplo. La necesidad de parcheary
actualizar los dispositivos loT sobre el
terreno es fundamental. Los desarro-
lladores deben conocer las capacida-
des y las posibles limitaciones de las
actualizaciones seguras de firmware.

* Evite empezar desde cero aprove-
chando los paquetes de funciones
de STMicroelectronic, que ayudan a
los desarrolladores a dar un salto en
las capacidades y la funcionalidad
del dispositivo. Estos paquetes de
funciones pueden acelerar drastica-
mente el desarrollo.

* Tomese el tiempo necesario para
leer la documentacién de STSAFE y
entender como los elementos de se-

guridad pueden mejorar la seguridad
de los dispositivos. La seguridad debe
incorporarse a un dispositivo desde
el principio, por lo que es impres-
cindible hacerlo durante la fase de
creacion rapida de prototipos.

Los desarrolladores que sigan estos
“consejos y trucos” descubriran que se
ahorran bastante tiempo y disgustos
a la hora de crear el prototipo de su
aplicacion.

Conclusién

El desarrollo de un dispositivo conec-
tado al loT desde cero sigue teniendo
muchos obstaculos y trampas que pue-
den retrasar los plazos y llevar a sobre-
costos. Para evitar estos problemas, los
desarrolladores pueden aprovechar la
placa B-L4S5I-IOTO1A Discovery para
crear rapidamente prototipos de sus
aplicaciones conectadas. Las pilas de
software, los paquetes de expansion
y el ecosistema de STMicroelectronics
proporcionan a los desarrolladores una
ventanilla Unica para integrar facilmente
el software y acelerar laimplementacién.
El B-LAS5I-IOTO1A también es totalmen-
te capaz de satisfacer las necesidades
de los dispositivos modernos, como la
conectividad en la nube, el arranque
seguro del firmware con OTA e incluso
la ejecucion de aplicaciones basicas de
aprendizaje automatico. B
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El articulo anterior que encon-
trard en la edicién de diciembre,
incluia una descripcion del médulo
de pantalla LCD. En él mostramos
como conectar la pantalla a la pla-
ca Arduino UNO vy los conceptos
basicos de su funcionamiento con
el programa. Admitamos, sin em-
bargo, que la pantalla en si no en-
contrard muchas aplicaciones en
muchos dispositivos, porque un
moédulo LCD tan simple no permite
establecer configuraciones. Un te-
clado es necesario para este propé-
sito, y aunque lo discutiremos con
mas detalle en uno de los siguientes
articulos, ahora usaremos una solu-
cién lista para usar del ecosistema
Arduino — placa de la marca Olimex
con el nombre de SHIELDLCD16x2.

La placa es un tipo de superpo-
sicién que extiende las capacida-
des de Arduino, equipada con un
maédulo de pantalla LCD (2 lineas
de 16 caracteres), 4 botones y 8
lineas GPIO adicionales. La placa
tiene un procesador PIC que se co-
munica con Arduino UNO a través
de la interfaz TWI. Gracias al ac-
ceso a la biblioteca de funciones,
el manejo de este moédulo con un
microcontrolador incorporado no
deberia causar mayores problemas.
Comencemos con la preparacién del
modulo para el trabajo.

Preparacién para
trabajar con la placa
Olimex

La preparacion del modulo para
su funcionamiento consta de dos

pasos: hardware y software. El pri-
mero es trivial: simplemente co-
necte la tapa a la placa Arduino
UNO y estara listo. El segundo, sin
embargo, requiere la instalaciéon
de la biblioteca que contiene las
funciones de manejo del médulo.

Para instalar la biblioteca, vaya al
sitio web del fabricante del médulo,
es decir, la empresa Olimex. Luego,
en el campo de busqueda (junto
al botén Buscar), ingrese la parte
del nombre del moédulo “LCD16x2”
(Figura 1). Haga clic en el botén
Buscar. En el momento de escribir
este texto, el motor de bldsqueda
mostrara dos resultados: elegimos
“SHIELD-LCD16x2".

Debajo de la descripcién del
modulo, encontramos el bloque
“SOFTWARE" (Figura 2). Cada linea
de texto en este campo también es
un enlace a un archivo que se puede
descargar del sitio web de Olimex.
Por el momento estamos interesa-
dos en el enlace llamado “OLIME-
XINO-328+SHIELD-LCD16x2 — a
library and set of demo example”.
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Descargue el archivo ZIP dispo-
nible en este enlace al disco duro
de su computadora. Por supuesto,
también vale la pena echar un vis-
tazo a los ejemplos disponibles,
pero para nuestras necesidades es
suficiente con instalar la biblioteca
guardada en el directorio LCD16x2.

Arduino IDE permite diferentes
formas de instalar bibliotecas. En
este caso, la forma mas sencilla
es subir las fuentes al directorio
del proyecto, que también incluye
el subdirectorio de bibliotecas. El
directorio para guardar proyectos
se crea al instalar el IDE de Arduino
y generalmente Windows lo coloca
(en la versién polaca del sistema) en
el subdirectorio Esta computadora
— Documentos — Arduino. Para
agregar las fuentes de la biblioteca
al ejemplo de hoy, simplemente
mueva el directorio LCD16x2 a la
carpeta de ibraries. Una vez hecho
esto, ejecutamos el IDE de Arduino.

SHIELD-LCD16x2 -
Lectura de estado del
botdn

Antes de comenzar a trabajar en
su propio programa, vale la pena
familiarizarse con ejemplos de uso
de las funciones de la biblioteca
LCD16x2.h disponible en el catélo-
go Examples.

Este es un método de aprendiza-
je mucho més efectivo que la lectura
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Figura 1. Fragmento del sitio web de Olimex con el cuadro de busqueda.
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de documentacién, aunque también

funcién de lectura del botén de-

vale la pena recordarlo. vuelve solo unos, mientras que al ~ SHELLCDTEE £} =
Como se menciond, el escudo se  presionar el botén se restablece el R P T A

comunica con la placa UNO a través  bit asociado. g >

de una interfaz en serie. Por lo tan- La funcién readButtons() devuel-

to, es facil adivinar que las funciones
descritas en el articulo anterior de-
ben modificarse porque usaban una
interfaz paralela de 4 bits. Podemos
suponer que el microcontrolador
en la placa protectora se comunica

ve una variable de tipo int, y su
llamada se ve asi:

variable = lcd.readButtons();

Es posible operar con bits que

e —— T
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de la misma manera con el médulo
de visualizacién de caracteres LCD,
pero nuestro Arduino UNO no “ve”
la pantalla y el control es indirecto.
Por lo tanto, el programa debe ini-
ciarse adjuntando las bibliotecas de
servicio de la interfaz en serie ade-
cuada y el médulo de visualizacién
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son ceros logicos, pero es mucho
mas conveniente y facil de analizar
mas adelante cuando se establece
el bit apropiado. La llamada el com-
plemento de uno:
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variable =~ variable;

montado en la placa de proteccion.

#include <LCD16x2.h>
finclude <Wire.h>

Para simplificar y no tener que
usar el nombre largo de la biblio-
teca, vale la pena asignarle un alias
lcd. Lo usaremos, escribiendo el
nombre de la funcién de la biblio-
teca después del punto.

LCDle6ex2 1lcd;

Como recordamos del articulo
anterior, los programas creados
para Arduino se dividen en dos
partes: la funcién de inicializacién
y el bucle infinito. Los comandos
del primero se ingresan dentro de
la funcién void setup(), y el segun-
do void loop(). Los comandos con-
tenidos dentro de la funcién de
configuracién se ejecutan solo una
vez, mientras que dentro del bucle
infinito - durante toda la duracién
del programa.

La funcién de inicializacién inicia
la interfaz TWI, limpia la pantalla
LCD y enciende la luz de fondo de
la pantalla a la maxima intensidad
de luz LED (pardmetro O — apaga la
luz de fondo).

void setup()

{Wire.begin(); //TWI interface init
lcd.lcdClear () ; //LCD screen clearl
cd.lcdSetBlacklight (255) ; //maxi-
mum backlight on

}

En el caso de la placa Olimex,
si no se presiona ningun botén, la
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Si el bit esta establecido, es con-
veniente probar su nivel utilizando
el producto légico. Solo es cierto si
ambos lo son. Las posiciones de bit
sucesivas se pueden verificar con el
uso de constantes: 0x01 para un
bit en la posiciéon 0, 0x02 — en la
posicion 1, 0x04 — en la posicién
2, 0x08 - en la posicidon 3, etc. Por
supuesto, no importa si use nu-
meros hexadecimales, binarios o
decimales, pero con la practica, los
ndmeros hexadecimales son féciles
de escribir.

Se puede ver que los siguien-
tes numeros hexadecimales usados
para probar la posicién del bit son
potencias de 2.

buttons = lcd.readButtons() ;
if (buttons & 0x01l) pressed = 1;

I
[

else if (buttons & 0x02) pressed =
else if (buttons & 0x04) pressed = 3;

else if (buttons & 0x08) pressed = 4;

else pressed = 0;

La variable buttons contiene in-
formacién sobre los botones presio-
nados. El uso de if... else hace que
el botén finalice cuando se cumple
la condicién. Esto acorta el tiempo
de trabajo del programa, pero tam-
bién tiene la desventaja de que los
botones de alguna manera tienen
su jerarquia y no es posible leer el
estado de dos o mas botones pre-
sionados, similar a la combinacién
de los botones Shift y Ctrl en un PC.

La mascara 0x01 corresponde
al primer botén de la izquierda y
0x08 al botdn derecho. El programa
numerdé los botones, dando a la
variable presionada un valor co-

[ iR i o R TR o)

Figura 2. Bloque de programa de muestra disponible para el médulo.

rrespondiente al nimero de botén
convencional. Luego, este nimero
se muestra en la pantalla LCD en
la posicién que comienza con la
primera fila y la primera columna.
El mensaje se muestra solo si el
valor de presionado no es 0. De lo
contrario, se muestra el mensaje
“No button”, informandole que no
se presiond ningln botdn.

El mensaje termina con tres espa-
cios para que los Ultimos caracteres
de la cadena se borren cuando se
superpone “1 is pressed”, que es
mas largo.

lcd.lcdGoToXY (1, 1);

if (pressed != 0)

{

lcd.lcdWrite (pressed) ;
lcd.lcdGoToXY (2, 1);
lcd.lcdWrite (Y is pressed”);

}

else lcd.lcdWrite (“No button )

El croquis completo esta disponi-
ble en los materiales adjuntos al ar-
ticulo. Lo compilamos y lo enviamos
a la memoria del microcontrolador
Arduino UNO usando el atajo de
teclado Ctrl+U (Sketch — Upload).

Fuente original del texto: https://
www.tme.eu/es/news/library-arti-
cles/page/44075/arduino-en-la-
practica-parte-2/ H
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La iluminacion de estado sélido
ha demostrado ser muy beneficiosa
para la industria del automovil, ya que
ha permitido introducir importantes
mejoras operativas con respecto a
las bombillas incandescentes que
se utilizaban anteriormente. Estas
mejoras se refieren a la reduccién del
consumo de energia de los sistemas
de iluminacién de los vehiculos, la
ampliacién de las posibles funciones
que pueden admitirse y el logro de
niveles de fiabilidad mucho mayores.

Aunque al principio la iluminacion
de estado sélido se centraba, princi-
palmente, en los modelos de gama
alta, su adopcién se ha generalizado
en los Ultimos anos, e incluso los mo-
delos econdmicos se han beneficiado
de ella. Un estudio realizado por los
analistas de TrendForce concluye que
esta tecnologfa se emplea ya en mas
del 53% de los turismos nuevos y en
el 85% de los vehiculos eléctricos nue-
vos. Y prevé que estas cifras alcancen
el 60% y el 90%, respectivamente, a
finales de este afo.

La amplitud de las aplicaciones
a las que se dirige la iluminacién de
estado sélido también estd aumen-
tando, y las soluciones de iluminacion
basadas en LED son fundamentales
tanto desde el punto de vista de la
seguridad como del confort. Esta
tecnologia también puede ser un im-
portante elemento diferenciador para
los fabricantes, ya que les permite
mejorar la estética interna o externa
de sus vehiculos para hacerlos mas
atractivos visualmente a los posibles
compradores.

La capacidad de ir mas alla de la
iluminacién estética e implementar
composiciones dinamicas mas com-
plejas es algo que muchas marcas de
vehiculos lideres estan tratando de
explorar. La iluminacion ambiental
multicolor ya se estd haciendo popu-
lar. Esto permite a los ocupantes del
vehiculo alterar el tonoy la intensidad
de la iluminacién dentro del habita-
culo, de modo que pueda ajustarse

a sus propias preferencias persona-
les. Esto puede ajustarse facilmente
segln su estado de &animo. Ahora,
sin embargo, hay posibilidades de ir
maés all4, con la incorporacién de una
iluminacién animada mas sofisticada
en los ultimos modelos de coches.

La aparicién de la
iluminacién animada

En la figura 1 se detallan ejemplos
de las diferentes formas en que la
tecnologia de iluminacién animada
puede anadir un mayor grado de vi-
vacidad a los disefios de los vehiculos.
Entre la gran cantidad de posibilida-
des se encuentran los intermitentes
animados, las luces de circulacion
diurna, los emblemas y los volantes.
Todos ellos haran que los vehiculos
que los incorporen destaquen, y los
fabricantes aprecian que esto les dara
una clara ventaja competitiva con la
que pueden intentar aumentar su
cuota de mercado. Ademas de permi-
tir la mejora de la dimension estética,
la iluminacién animada desempenara
sin duda un papel vital en lo que res-
pecta al bienestar de los usuarios de la
carretera. Al poner un mayor énfasis
visual en cualquier situacion critica

para la seguridad que se produzca,
significard que el conductor puede ser
alertado mas rapidamente, de modo
que se tomen medidas evasivas y se
evite el riesgo de lesiones.

Instalacion de tecnologia
de iluminacién animada

El acceso a nuevos y emocionantes
efectos de iluminacién, como los des-
critos anteriormente, supondrd, por
supuesto, un aumento de los niveles
de complejidad del sistema. Esto, a
su vez, supondrd una gran carga para
la infraestructura de red del vehiculo.
Los protocolos de comunicacién de la
red de area de controladores (CAN)
y de la red de interconexion local
(LIN), de los que todavia dependen
muchos coches, no van a estar a
la altura. En términos sencillos, las
implementaciones de LED necesarias
para las funciones de iluminacién ani-
mada seran de una escala demasiado
grande para que CAN y LIN puedan
hacer frente a ellas. Habra muchos
LEDs diferentes y cambiaran de color
a un ritmo tan rapido y con una fre-
cuencia tal, que estos protocolos no
podran controlarlos de forma eficaz.
Estos protocolos sélo serfan capaces

Malexis

Figura 1. Las diferentes funciones que podrian incorporarse a los vehiculos mediante la

iluminacién animada.
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de controlar contenidos animados
representados en matrices LED rela-
tivamente pequefas que se movieran
a una velocidad relativamente lenta,
y es0 no serd suficiente para ganar el
interés de la base de clientes. Por lo
tanto, habra que encontrar un enfo-
que alternativo.

El protocolo CAN Flexible Data-
rate (CAN-FD) ofrece pardmetros de
rendimiento superiores al CAN con-
vencional. Es capaz de proporcionar
un ancho de banda suficiente para
soportar la iluminacién animada. Sin
embargo, debido a su arquitectura
y a los requisitos correspondientes,
es demasiado caro para justificarlo.
Esto supone un problema para los
fabricantes de vehiculos, ya que no
quieren tener que restringir la ilumi-
nacién animada sélo a sus modelos de
lujo. Lo ideal es que puedan desplegar
esta innovacién en toda su cartera de
productos. Ademas, hay que tener en
cuenta que, incluso el CAN-FD tendria
problemas a la hora de gestionar el
numero de controladores necesarios
para las matrices LED de mayor escala.

Ante la posibilidad de obtener
importantes ingresos en este mercado
emergente, el nimero de empresas
que fabrican matrices de LEDs RGB
para el sector del automovil estd
creciendo de forma espectacular.
Sin embargo, esto supone otro reto
para los fabricantes de automoviles,
ya que la perspectiva de integracién
de sistemas de diferentes matrices
se hace mas dificil, especialmente
cuando hay que ajustar las respectivas
sensibilidades de color.

Hay otros aspectos clave a los
que hay que prestar atencion. Por
ejemplo, hay que asegurarse de que
la arquitectura del coche sea lo sufi-
cientemente flexible como para poder
utilizar esta tecnologia de iluminacién
sin el inconveniente de tener que
reprogramar el médulo de control
de la carroceria (BCM). Ademas,
hay que garantizar que el sistema
de iluminacién tenga la resistencia
necesaria para hacer frente a los en-
tornos de aplicacién poco favorables
que representan los automdoviles, en
lo que respecta a las interferencias
electromagnéticas (EMI) y las descar-
gas electrostaticas (ESD). Ademas de
todo esto, habra que tener en cuenta
las limitaciones de espacio. Dado
que el vehiculo moderno medio esta
repleto de hardware electrénico, hay
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muy poco espacio para acomodar
nuevas incorporaciones, especial-
mente si requieren mas cableado (lo
que aumentara el peso del vehiculo
y afectard a las cifras de ahorro de
combustible).

Para hacer frente a las dificultades
que encuentran los fabricantes de
vehiculos a la hora de incorporar la
iluminacién animada en los préximos
modelos, Melexis ha desarrollado su
propio protocolo dedicado especifica-
mente a este fin. Melexis Light Bus (o
MeliBu) es una plataforma de conec-
tividad de grado automotriz para la
comunicacion de alta velocidad, que
satisface la necesidad de implemen-
taciones rentables racionalizadas con
un minimo de componentes involu-
crados. El resultado es una solucién
robusta que puede hacer frente a las
intrincadas matrices de LEDs nece-
sarias para la iluminaciéon animada,
pero que sélo lleva asociada una baja
factura de materiales (BoM).

Basado en la actual PHY CAN-FD
de 2Mbit/sg y utilizando la comuni-
cacién UART con autosincronizacion,
MelLiBu es compatible con los actuales
Cls controladores LED MLX81116
y MLX81117 de la empresa, asi
como con el Cl controlador OLED
MLX81130. Este protocolo sin licencia
permite la actualizaciéon en tiempo
real de miles de LEDs RGB dentro del
coche completo, de modo que el con-
tenido animado puede ser represen-
tado sin que se produzcan problemas
de latencia. Aunque MeLiBu permite
la actuacién de sofisticadas funciones
dentro del vehiculo, sélo requiere
un cableado estandar, gracias a su
arquitectura de bus diferencial. Los
elevados umbrales del bus (CAN-FD-

can®

# High spaed (2 Mbith

& EMO/ESD robutiness
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PHY) confieren al sistema una gran
robustez frente a las perturbaciones
EMC para garantizar que la salida de
luz se mantenga estable en cualquier
circunstancia. La CAN-FD PHY es com-
patible con aplicaciones de seguridad
avanzadas, de acuerdo con la norma
de seguridad funcional 1ISO26262.

Conclusién

La iluminacién animada podria
ser una forma de que los fabrican-
tes de vehiculos que la adopten se
diferencien de sus rivales, pero antes
hay que superar serios obstaculos
de ingenierfa. En particular, hay que
asegurarse de que hay suficiente an-
cho de banda de red para controlar
los innumerables LEDs implicados.
Lo que se impone, por tanto, es un
protocolo de bus para automéviles de
alta velocidad que facilite a los fabri-
cantes de vehiculos la adopcién de las
numerosas posibilidades funcionales
que pueden derivarse del uso de la
iluminacién animada.

Este protocolo tiene que ser alta-
mente escalable e intrinsecamente
flexible, de modo que se puedan aco-
modar matrices de LED de diferentes
tamanos y producidas por diferentes
proveedores. Ademas, debe evitar
la necesidad de realizar cambios
significativos en el BCM o aumentar
el cableado. Con MelLiBu, Melexis ha
introducido una solucién racionaliza-
da que es viable tanto desde el punto
de vista técnico como comercial.
Combina el rendimiento requerido
con un bajo BoM. Los vehiculos de
destacadas empresas automovilisticas
gue incorporardn MeliBu ya estan
circulando. M
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Ahora estamos desarrollando la
proxima generacién de sensores de
loT, proporcionando dispositivos con
inteligencia local para medir una am-
plia gama de diferentes pardmetros
fisicos, procesar estos datos localmen-
te y compartir los datos en la nube.
También se nos pide que aumentemos
el rendimiento de estos sensores, ya
que deberfan ser capaces de procesar
y compartir cada vez mas informacion
de varios sensores, consumiendo la
menor cantidad de energia posible.
A estos dispositivos realmente se les
pide que trabajen horas extras mientras
consumen menos. Ahora hay mucha
discusién sobre como lograremos esto
y cdmo impulsaremos estos produc-
tos en el futuro. Hoy en dia, muchos
confian en la tecnologia de baterias
quimicas para proporcionar la energia
necesaria y se plantean preguntas sobre
si esta es la mejor forma de alimentar
los sensores de loT en el futuro.

El uso de baterias hoy en dia es cada
vez mas dificil. Una legislacién como
la Directiva europea sobre baterias nos
hace responsables no solo de la bateria
durante su uso, sino también de su eli-
minacion al final de su vida Util, lo que
a menudo agrega costos y complejidad
a la eliminacién de un producto. Los
materiales utilizados por las propias
baterias también estén siendo objeto
de un mayor escrutinio. ¢Cudl es la
procedencia de los materiales utiliza-
dos? ¢De donde vienen? ¢Han sido
provistos de una fuente ética? ¢Son
sostenibles? Todas estas son pregun-
tas para las que debemos encontrar
respuestas, especialmente con la de-
manda de material de bateria que se
prevé que aumente masivamente en los
préximos anos debido a la demanda de
vehiculos eléctricos.

Otros problemas, como el factor de
forma o incluso el peso de las baterias
requeridas, también se volveran mas
prominentes, impulsados por aplica-
ciones como dispositivos portétiles y
sensores médicos.

A menudo también hemos tenido
otros requisitos. Muchas aplicaciones

requieren una vida Util del producto
mas prolongada que la que se puede
lograr con las tecnologias de bateria
tradicionales, lo que da como resultado
una mayor demanda de tecnologias de
bateria mas esotéricas y caras, como
las baterfas de cloruro de tionilo de
litio. Estos pueden ofrecer una vida
util de hasta 10 afios 0 mas en algunas
aplicaciones, pero con un costo, tanto
para el medio ambiente como para el
producto.

Una aplicacién como una estructura
de sensores de monitorizacién pue-
de integrarse en un puente o edificio
durante muchos afos, y puede ser
dificil y costoso proporcionar acceso al
sensor para reemplazar o recargar una
bateria. El costo de detener el tréfico
en un puente, solo para reemplazar las
baterias en un sensor, seria prohibitivo,
por lo que para muchas aplicaciones es
una buena idea encontrar otra fuente
de energia.

Aprovechar la energia para alimen-
tar sensores de la energia presente en
el medio ambiente ayuda a solucionar
muchos de estos problemas, brindan-
do la posibilidad de recargar o inclu-
so eliminar la necesidad de baterias y
aplicaciones de soporte que pueden
funcionar casi indefinidamente sin in-
tervencion externa.
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Figura 1. Sistema de prototipo de sensor LoRa.

Este articulo discutira el desarrollo
de un sensor de loT simple sin bateria,
que mide la temperatura y la hume-
dad y comparte los datos en la nube
a través de una radio LoORaWAN®.
Esta aplicacién se ejecutard en un
microcontrolador de baja potencia, que
se puede alimentar desde una pequefa
celda solar, almacenar la energia de la
celda solar en un supercondensador y
controlar la energia en esta celda solar
para administrar el suministro de ener-
gia al sensor y a la radio LORaAWAN®,
optimizando asi la eficiencia energética
de la aplicacion.

El primer componente que elegimos
es el microcontrolador. Como cerebro
del sistema, no solo debe administrar
el funcionamiento del sistema y todos
los requisitos de procesamiento del
sistema, sino que debe hacerlo con la
energia disponible. La familia de mi-
crocontroladores Renesas REQ1 ha sido
desarrollada para hacer exactamente
esto. Implementado en un proceso
Unico de energia ultra baja, es capaz
de operar a alta velocidad y bajo voltaje
mientras consume muy poca energia.

El REO1 consume menos de 25 uA
/ MHz en modo activo y solo 100 nA
en modo “Deep Sleep”. EI REO1 tiene
una arquitectura de fuente de alimen-
tacién Unica con multiples dominios
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Figura 2. Arquitectura del sensor.

de alimentacién internos y externos,
capaz de trabajar hasta 64 MHz y has-
ta 1,62v. El dispositivo también viene
con una amplia gama de periféricos
en chip de baja potencia, incluido un
convertidor analégico a digital de 14
bits de potencia ultra baja que puede
muestrear datos mientras que todo el
chip consume menos de 4 UA.

El REO1 también tiene un contro-
lador de recoleccién de energia Unico
que permite que el dispositivo funcione
con corrientes de arranque de solo
unos pocos UA y brinda soporte para
la gestion de supercondensadores y
baterias recargables externas. El REO1
puede utilizar una fuente de alimen-
tacion regulada interna de baja caida
en el chip para suministrar energia
internamente; o para ahorrar energia,
puede desactivar su suministro interno
y utilizar un convertidor CC-CC externo
mucho mas eficiente para reducir el
consumo de energia. En el caso de la
placa de evaluacién, el disefio de la
fuente de alimentacion externa que
utiliza Renesas 1SL9213 puede reducir
el consumo de energia en casi un 50%.
Estas funciones hacen de este dispositi-
vo la solucién ideal para construir una
aplicacién de recoleccién de energia.

Construiremos esta aplicacién alre-
dedor de la placa de evaluacion REO1-
256K, que incluye varios conectores de
hardware, como una interfaz Arduino
Uno que permite la creaciéon de proto-
tipos de esta aplicacién facilmente. Esta
placa también viene con una placa de
expansion LCD de graficos Memory in
Pixel (MiP) que incluye una pantalla MIP
TNO181ANVNANN, lo que nos permite
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la capacidad de proporcionar una indi-
cacién visual del estado mientras con-
sume una corriente de menos de 1uA
en promedio. La placa también esta
diseflada para admitir la recoleccién
de energia, ya que también viene con
una celda solar amorfa Panasonic AM-
1815CA que se puede conectar directa-
mente al controlador de recoleccién de
energia en el chip REO1. El AM-1815CA
proporciona una compensacion ideal,
proporcionando suficiente energia para
operar el sensor de manera confiable
sin ser tan grande como para aumentar
la huella del sensor.

Hemos elegido el sensor de tem-
peratura y humedad relativa de alto
rendimiento Renesas HS3001. Se trata
de un sensor de temperatura y hu-
medad relativa totalmente calibrado
y de alta precisiéon con un tiempo de
respuesta de mediciéon rapido, esta-
bilidad a largo plazo y, lo que es mas
importante, consume tan solo 1,0 uA
durante el funcionamiento. El HS3001
viene en un paqguete LGA de 6 pines
extremadamente pequefo y también
esta disponible una pequena placa de
evaluacién, lo que lo hace ideal para
esta aplicacion.

Una légica integrada de compen-
sacion de temperatura y calibracion
proporciona valores relativos y de tem-
peratura completamente corregidos a
través de una interfaz I2C estandar. Los
datos medidos se corrigen y compen-
san internamente para un funciona-
miento preciso en una amplia gama
de niveles de temperatura y humedad
sin necesidad de calibracion por parte
del usuario.

Hemos seleccionado el super-
condensador AVX (nimero de pieza
SCMQ14C474PRBAQ) que se puede
anadir facilmente a la placa de eva-
luacidon REQ1-256K para proporcionar
el elemento de almacenamiento de
energfa, el supercondensador AVX.

El Ultimo componente principal
que hemos elegido es el transcep-
tor LoORaWAN® sub-GHz SX1261. El
SX1261 es adecuado para el mercado
europeo, pero se puede reemplazar
facilmente con el SX1262, optimizado
para otros mercados, como EE. UU. En
este disefio, para facilitar el desarrollo,
utilizaremos una placa Arduino basa-
do en SX1261 que se puede montar
facilmente en la placa de evaluacién
REQ1-256K, pero los usuarios pueden
reemplazarlo facilmente con un médu-
lo LoRa en el dispositivo SX1261.

Una arquitectura de red LoORaWAN®
se configura como una topologia de
estrella de estrellas, en la que se utiliza
una puerta de enlace LoORaWAN® para
enviar mensajes entre los dispositivos
finales y un servidor de red central.
La puerta de enlace actla como un
puente transparente que convierte los
paguetes LoRaWAN® en paquetes
IP y viceversa para proporcionar una
conexién robusta y facil de configurar
al servidor central.

En este disefio, disefaremos nuestro
sensor sin baterfa para que se compor-
te como un dispositivo LoRaWAN®
Clase A simple. Los dispositivos finales
LoRaWAN® como nuestro sensor ge-
neralmente se clasifican en 3 clases
diferentes: Clase A, Clase B y Clase C,
donde cada una de estas clases de dis-
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Figura 3. Tiempo de TX y RX en un dispositivo LoRaWAN® Clase A.

positivos aborda diferentes requisitos
de aplicacion.

Los dispositivos de clase A son la
clase predeterminada y las funciones
siempre deben ser compatibles con to-
dos los dispositivos finales LORAWAN®.
También son la clase de dispositivo
que consume menos energia. En un
dispositivo de clase A, la comunica-
cion siempre la inicia el sensor y es
bidireccional y totalmente asincrona.
El sensor puede iniciar una transmisién
de enlace ascendente en cualquier mo-
mento y va seguida de dos ventanas
de enlace descendente cortas, RX1 y
RX2, como se muestra en la Figura 3.
La sincronizacion de las ventanas de
enlace descendente puede ser contro-
lada tanto por el sensor como por el
servidor LORAWAN®.

Los dispositivos de clase A pueden
entrar en un modo de bajo consu-
mo bajo control de la aplicacién y no
existe ningun requisito en la red para
una comunicacién regular. Esta es la
razon por la que la Clase A es normal-
mente la mejor clase para seleccionar
cuando se requiere un funcionamiento
con bajo consumo de energia. En este
caso es ideal para nuestra aplicacién de
sensores ya que solo requerimos una
comunicacién ocasional para actualizar
nuestros datos en la nube.

Los dispositivos de clase B agregan
ventanas de recepcion a la especifi-
cacién de clase A. Los dispositivos de
clase B se sincronizan con la red me-
diante balizas periédicas y “ranuras de
ping” de enlace descendente abiertas
en horarios programados. Esto propor-
ciona a la red la capacidad de enviar
comunicaciones de enlace descendente
con una latencia determinista, pero a
expensas de un consumo de energia
adicional en el dispositivo final.

Los dispositivos de clase C reducen
la latencia en el enlace descendente al
mantener abierto el receptor del dispo-
sitivo final cuando el dispositivo no esta
transmitiendo (semiduplex). En base a
esto, el servidor de red puede iniciar
una transmisién de enlace descendente
en cualquier momento asumiendo que
el receptor del dispositivo final esta
abierto, por lo que no hay latencia.
Esto significa que la clase C solo es
adecuada para aplicaciones en las que
se dispone de energia continua.

Para esta aplicacién, crearemos una
prueba de concepto para el sensor
montando la placa Arduino Semtech
LoRaWAN® en la placa de evaluacion
REO1-256K para crear el conjunto del
sensor como se muestra en la Figura 4.

Podemos agregar el superconden-
sador AVX a la placa de evaluacién,
agregar el sensor de temperatura y
humedad HS3001 y conectar la pan-
talla MiPs usando el conector Pmod
para darnos un método para mostrar
localmente el estado de la aplicacion.

Esto nos da un sensor completo y solo
necesitamos agregar el software de
aplicacion.

La arquitectura de software de la
aplicacion necesaria para ejecutar el
sensor se muestra en la Figura 5. Esta
aplicacion esté construida sobre los con-
troladores CMSIS del microcontrolador
RE, que proporcionan una capa de
abstraccién de hardware facil de usar
construida sobre el hardware del chip
REO1. Estos controladores nos permi-
ten controlar facilmente las diversas
funciones periféricas del chip sin nece-
sidad de un conocimiento detallado de
cémo funciona el chip.

También hemos desarrollado una
capa de interfaz entre estos controla-
doresy el controlador SX1261 vy la pila
de protocolos LoRaWAN® proporcio-
nada por Semtech. Nuestra sencilla
aplicacién de sensor se basa en todos
estos componentes.

La Figura 6 muestra la rutina prin-
cipal de la aplicacion del sensor docu-
mentada en el diagrama de flujo. La
aplicacién principal se iniciara una vez
que el controlador de recoleccién de
energia haya detectado que tenemos
suficiente energia en el superconden-
sador para ejecutar la rutina principal
y proporcionar suficiente energia para
operar los sensores y la radio.

Para minimizar el consumo de ener-
gia, copiamos parte de la aplicacion
principal de Flash a SRAM e inicializa-
mos un temporizador de bajo consumo
para generar una interrupcion en 30
segundos para crear el tiempo de ciclo
del sistema. Luego inicializamos todos
los sistemas de control de potencia,
incluido el convertidor CC-CC y los cir-
cuitos de deteccidon de bajo voltaje. A

Figura 4. Placa de evaluaciéon REOT-256K con la placa Arduino SX1261 LoRaWAN® y la placa

de visualizacién MiPs.
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Figura 5. Arquitectura
del software del sensor.

Figura 6. Diagrama de
flujo del software del

sensor.
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Figura 7. Consumo de energia de la aplicacion durante el funcionamiento.

continuacién, configuramos la pantalla
de MiP para que muestre una pantalla
de logotipo. Luego inicializamos la ra-
dio LoRaWAN® y verificamos el voltaje
en la supercapa. Si es demasiado bajo,
ingresamos a un modo de baterfa baja
para permitir que se recupere el nivel
de voltaje.

Luego, la aplicacién se une a la red
LoRaWAN®, lee los datos del sensor,
actualiza la pantalla de MiPy envia los
datos a través de la radio LoRaWAN®.
Finalmente, cerramos la aplicacién de
forma segura y entramos en modo de
espera hasta que el temporizador de
30 segundos despierta la aplicacion
y reiniciamos la aplicacién para el si-
guiente ciclo.

La Figura 7 muestra el perfil de
consumo de energia tipico para esta
aplicacién de sensor con un tiempo de
ciclo de 30 segundos. Con este tiempo
deciclo, la aplicacién tiene un consumo
de energia promedio de alrededor de
400 LA.

Para muchas aplicaciones, no es
necesario compartir los datos con tanta
regularidad. Por ejemplo, la tempera-
tura y la humedad rara vez cambian
tan rapidamente. Como la radio usa
la mayor parte de la energia en esta
aplicacién, aumentar el tiempo de ciclo
en el que opera la aplicacién puede dis-
minuir significativamente el consumo
de corriente promedio.

El proyecto de software completo
para esta aplicacion se puede descargar

desde el sitio web de Renesas en www.
renesas/RE.

El desarrollo de esta aplicacion
ha demostrado que es posible cons-
truir una aplicacion de sensor de loT
completa que puede ser alimentada
de manera segura por una pequefa
celda solar, sin la necesidad de una
bateria. Dependiendo de las condi-
ciones de iluminacion en las que se
utilice la aplicacion, es posible medir
la temperatura y la humedad una vez
cada 1 0 2 minutos, enviar los datos al
Gateway LORaWAN® y compartir los
datos en la nube. También es posible
utilizar la misma estructura basica de
hardware y software de aplicacion y
reemplazar el supercondensador por
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una baterfa recargable si se requiere
un conjunto diferente de caracteristicas
de rendimiento. El uso de placas de
evaluacién facilmente disponibles y una
pila de software simple y disponible
en descarga facilitan la prueba de esta
arquitectura y comienzan a desarrollar
un sensor sin bateria.

En la nota de la aplicacién men-
cionada en la lista de documentos
de referencia se encuentra disponible
una descripcién completa de cémo
construir esta aplicacion, incluidos los
detalles de los diversos componentes
utilizados, cémo acceder a los compo-
nentes de software, usar el Gateway
LoRaWAN® y conectar la aplicacién a
la nube. M
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e REOT 1500KB, 256KB Group Getting Started Guide to Development Using CMSIS Package

Application Note (ROTAN4660)

e CMSIS Driver R_LPM Driver Specifications

e HS300x temperature/humidity sensor datasheet.
e The latest versions of these documents can be downloaded from the Renesas website

www.renesas.com

e SX1261/2 datasheet. www.semtech.com

e Kyocera TNO181ANVNAN LCD display datasheet: www.kyocera.com
e LoRaWAN 1.0.3 reference documents: https://lora-alliance.org
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Este articulo explica en qué se
diferencian las funciones analégi-
cas integradas y auténomas en el
disefio y las pruebas, y lo que esto
significa en cuanto a especificacio-
nes, variaciones del dispositivo y
robustez. Dado que las funciones
analdgicas son muy diversas y que
el convertidor A/D (ADC) constitu-
yen la base de cualquier disefio de
sefial mixta, nos centraremos en
los ADC.

Los complejos sistemas distribui-
dos actuales adquieren y analizan
mas datos analdgicos ademas de
ofrecer capacidades de monito-
rizacién y diagnostico. Dado que
estos sistemas son cada vez mas
complejos, sigue aumentando la
necesidad de medir sefiales analo-
gicas con exactitud. Para cumplir
mejor estos requisitos de precision,
a menudo los disefadores se ven
ante la disyuntiva de escoger entre
un microcontrolador con un ADC
integrado o un ADC autébnomo.
{Qué diferencia, por tanto, a un
ADC integrado de uno auténomoy
cudl es el mejor para su aplicacion?

Estudiemos en primer lugar el
rendimiento de los ADC integrados
y auténomos con el fin de determi-
nar cémo se puede tomar la elec-
cién correcta para cada aplicacion.

ADC integrados:
factores del
rendimiento

Tecnologia de proceso

Veamos el ADC desde el punto
de vista del circuito integrado semi-
conductor utilizado en el disefio del
ADC integrado. Dado que el ADC es
un periférico del microcontrolador,
el disefiador de un ADC integrado
tenderd a utilizar un proceso ade-
cuado para el microcontrolador,
como un proceso de 28 nandéme-
tros que ofrece una buena densi-
dad digital y transistores de alta
velocidad para el microcontrolador.
Si bien un proceso de geometria

reducida como este también podria

disminuir el tamano del ADC, hay

que tener en cuenta varios factores:

* El coste relativo del ADC se vera
incrementado debido al coste
sustancialmente mas elevado
del proceso.

* El tamano de los componen-
tes disponibles en el proceso
aumentard el ruido inherente
del ADC, y en concreto el ruido
térmico o ruido kT/C.

* Los condensadores mas grandes
que reducen el ruido térmico
en los ADC limitardn de manera
significativa el uso de procesos
con geometrias mas pequefas
(desde un punto de vista geomé-
trico es mas dificil implementar
los componentes necesarios
para el rendimiento analdgico
en geometrias més reducidas).

* Los condensadores con geome-
trias mas pequefias aumentaran
las fugas y afectaran a la lineali-
dad del disefo.

* El ajuste de elementos no tan
controlados como en procesos
con geometrias mas grandes
como 90 o 180 nandédmetros
conllevara una falta de control

en el proceso de fabricacién y
provocara variaciones en los
parametros de rendimiento del
ADC.

Otra dificultad con el proceso de
geometria pequena es el ruido 1/1.
El ruido 1/f es el dominante a baja
frecuencia y disminuye a partir de
CC aproximadamente en un factor
de 1/raiz cuadrada (frecuencia). A
frecuencias més altas es el ruido
blanco el que empieza a dominar el
ruido 1/f en un punto denominado
frecuencia de corte como muestra
la figura 1. Si un disefador desea
mejorar el rendimiento mediante
técnicas de compensacién digital
como el promediado o el sobre-
muestreo ha de asegurarse de solo
muestrea valores que contengan
ruido blanco y no ruido 1/f.

El problema para procesos con
geometrias mas reducidas respec-
to a geometrias més grandes es
que la frecuencia de corte es mas
alta de modo significativo. Esto
explica que las técnicas de filtrado
digital, como el promediado o el
sobremuestreo, no mejoren el ren-
dimiento del sistema en sistemas
con altas frecuencias de corte de

Cdrrllrlrlwlﬂrrr

Mobe Donsty

hite Mol

Femquarscy

Figura 1. Esta figura muestra el ruido blanco, que es la parte plana del espectro de ruido. E/
ruido 1/f esta presenta a bajas frecuencias y supera al ruido blanco aproximadamente a la

frecuencia de corte.
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1/f. De hecho, en algunos casos, las
técnicas de filtrado digital pueden
reducir el rendimiento del sistema.
La conclusién es que las limitacio-
nes del proceso determinardn en
Ultima instancia el rendimiento que
puede alcanzar el ADC.

Trazado del circuito integrado
Si el microcontrolador se coloca

en el circuito integrado cerca del

ADC, el rendimiento analdgico del

ADC se vera afectada de estad dos

maneras:

* El microcontrolador de conmu-
tacién répida introducirad ruido
de conmutacién y rebote de
tierra en el circuito, sobre todo
porque el tamafo se reduce
a la superficie de un circuito
integrado y ello hace que sea
mucho més dificil abordar estos
problemas.

* Se pueden aplicar técnicas de
sincronizacién y gestién del reloj
para minimizar estos efectos,
pero la interaccién de periféricos
y eventos asincronos seguira
influyendo sobre el rendimiento
del ADC.

Temperatura

El tercer reto es uno de los
peores enemigos del rendimien-
to analdgico: la temperatura. El
microcontrolador situado cerca del
ADC funcionard como una fuente
de temperatura variable que pasa
de una alimentacién activa de alta
velocidad (caliente) a modos de re-
serva, reposo o hibernacion (no tan
caliente). Este cambio de tempera-
tura tiene consecuencias negativas
para los circuitos electrénicos (es-
pecialmente los analdgicos). Para
que el rendimiento sea predecible
en un entorno de temperatura va-
riable hay que afiadir una circuiteria
de compensacion de temperatura
gue aumenta a su vez el tamano
y el coste del sistema, un lujo que
dificilmente se pueden permitir los
ADC integrados.

Coste de las pruebas

Los microcontroladores son
dispositivos digitales, por lo que se
prueban en plataformas para prue-
bas digitales utilizando vectores
de prueba. La solucién de prueba
digital estd optimizada para com-
probar los pardmetros digitales en
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el tiempo més corto posible con el

fin de comprobar el mayor nimero

de unidades en la menor cantidad
de tiempo.

Si estas plataformas tienen la
capacidad de efectuar pruebas
analégicas, a menudo se limitan a
pruebas de bajo rendimiento. Esto
dificulta las pruebas de rendimiento
analégico debido a la falta de exac-
titud y al ruido en la plataforma de
prueba. Por eso las especificaciones
de los periféricos analdgicos en los
microcontroladores suelen estar
“garantizadas por su disefio” o "ga-
rantizadas por su caracterizacion”.
Estos comprobadores también
sufren otras limitaciones:

* A menudo solo son capaces
de comprobar las funciones
analdgicas, pero no el rendi-
miento analégico frente a la
temperatura.

* las limitaciones del compro-
bador limitan, por tanto, el
rendimiento especificado del
ADC (no se puede comprobar un
dispositivo si las especificaciones
del ADC son de 1 MSPS y 12bit
cuando el comprobador solo
llega hasta 100 kSPS 'y 8 bit).

* No resulta practico anadir la
capacidad de comprobar fun-
ciones analdgicas con precision
a una plataforma digital pues
ello exigirfa un incremento de un
orden de magnitud en el coste
de la prueba que conllevaria el
incremento correspondiente en
el coste del dispositivo.

ADC autédnomos:
factores del
rendimiento

Tecnologia de proceso

Para el ADC auténomo, dado
que el ADC es el componente prin-
cipal y el microcontrolador es un
periférico del ADC, un disefador
de circuito integrados podria optar
por recurrir a un proceso adecuado
para el ADC, como un proceso de
180 nandmetros ya que ofrece
componentes mas grandes que se
ajustan bien al ADC. Sin embargo,
este proceso presenta un inconve-
niente fundamental que limitara el
rendimiento del ADC.

Al utilizar un proceso con una
geometria mas grande, el disefia-
dor no dispondrd de un proceso

optimizado para procesamiento di-
gital o comunicaciones en serie sino
gue tendré que recurrir a un disefio
analégico y técnicas de trazado del
circuito con el fin de garantizar el
rendimiento digital. Esta falta de
densidad digital y la optimizacion
de la velocidad incrementaran el
coste del dispositivo y el rendimien-
to digital se veran limitados por las
limitaciones del proceso.

Trazado del circuito integrado
Un ADC auténomo ofrece dos

ventajas para manejar el ruido res-

pecto al ADC integrado:

* No hay otros periféricos activos
en el dispositivo que afecten al
rendimiento analégico.

* El ruido de conmutaciéon se
puede manejar ya que las fun-
ciones analégicas se pueden
llevar a cabo mientras el reloj
estd inactivo.

Temperatura
Una vez mas, el peor enemigo

del rendimiento analégico es la

temperatura, pero los ADC auté-
nomos ofrecen ventajas respecto

a los ADC integrados en este caso

porque:

* No hay una fuente de tempe-
ratura variable con el tiempo
(como el microcontrolador)
cerca del ADC.

* Dado que este proceso es ade-
cuado para los circuitos analé-
gicos, también se puede afia-
dir facilmente una circuiteria
analdgica de compensacién de
temperatura para minimizar
el efecto de las variaciones de
temperatura.

Coste de las pruebas

Los ADC son dispositivos analo-
gicos, por lo que se comprueban en
plataformas para pruebas analégi-
cas utilizando equipos analégicos
de precision; sin embargo, esto
conlleva algunos factores que au-
mentan enormemente el coste de
las pruebas.

A diferencia de las plataformas
para pruebas digitales, cuya varia-
cion entre comprobadores estan
muy controlada, las analdgicas
tienden a experimentar fuertes
variaciones entre tarjetas de carga,
generadores de sefiales analdgicas
y sistemas de medidas analdgicas.
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Esto tiende a incrementar el coste
de las pruebas debido a la necesi-
dad de calibracién. Ademas, para
garantizar el rendimiento analégico
frente a la temperatura, las técnicas
de compensacion para circuitos
analdgicos a menudo requieren
un ajuste de la temperatura en la
prueba final para garantizar una
baja deriva de temperatura.

Ahora que ya conocemos los
factores que inciden sobre el rendi-
miento con sefal mixta y analdgica,
veamos cémo afectan a la exactitud
y la precision.

Exactitud vy precisién

Exactitud y precisiéon son dos
términos que muchas veces se
emplean indistintamente, pero sus
significados son muy diferentes.
La exactitud es la capacidad que
tiene la medida de coincidir con
el valor real y es necesaria cuando
se intenta medir un valor determi-
nado. La precision es la capacidad
de que una medida se reproduzca
sistematicamente o, en otras pa-
labras, su repetibilidad. Cuando
mas precisa es una medida, mas
se pueden distinguir las diferencias
mas pequenas.

Pensemos, como ejemplo, en
una balanza. Si se coloca 1,000
onza de oro en una balanza, se
mide tres veces y las medidas
indican 1,001, 1,000 y 1,000, la
precision es alta (0,0005 onzas de
desviacion estandar) y la exactitud
también es alta (0,03% de error
al calcular el promedio). Si una
balanza diferente proporciona
lecturas de 1,018, 1,017 y 1,018
onzas, la precision sigue siendo alta
(0,0005 onzas de desviacion estan-
dar) pero la exactitud es mas baja
(1,8% de error). Por tanto, iqué
es mas importante, la exactitud
o la precision? Ello depende de la
aplicaciéon, pero en muchos casos
se necesitan ambas.

Exactitud

Para determinar si se necesita
exactitud es importante compren-
der primero cémo se utiliza el
sensor en la aplicacion. Tomemos
como ejemplo una medida de tem-
peratura basada en un termistor
NTC (Negative Temperature Coe-
fficient). Lo primero que llama la

atencién en el grafico de resistencia
respecto a temperatura del NTC
es la no linealidad del dispositivo,
como se puede ver en la figura 2.

Si el disefiador solo necesita
medir el NTC con una baja tempe-
ratura ambiente, entonces puede
utilizar un ADC con una menor re-
solucién. En cambio, si se necesita
medir la temperatura en todo el
rango hay que tener en cuenta el
peor caso posible cuando la tem-
peratura ambiente es mas elevada
hay que emplear un ADC con una
resolucién mucho mayor.

Para equipararlo a la exactitud
del sistema hay que definir el
rango de temperatura y calcular la
exactitud de temperatura necesaria
para ese rango. El rango de tem-
peratura se convertiria en un rango
de entrada de tensién analdgica
para el ADCy la exactitud seria la
desviacion mas pequefa respecto
a la entrada analdégica medida que
podria tolerar la aplicacion.

Precision

Pasemos ahora a la precisiéon. Lo
ideal es que la precision sea mejor
que la exactitud. Si se utiliza una
lectura de temperatura en el lazo de
realimentacién de un sistema, este
lazo deberfa ser muy estable. Si la
precision es peor que la exactitud,
el lazo de realimentacién podria
inestabilizarse.

Medir la exactitud y la precision
de un ADC

Las especificaciones del ADC que
influyen mas sobre la exactitud son
la no linealidad integral, la no linea-
lidad diferencial, el offset, la deriva
del offset, la ganancia y la deriva

de la ganancia. Para determinar
la exactitud hay que conocer las
aportaciones de estas fuentes de
error. De forma parecida, la preci-
sidn se define con el término ENOB
(Effective Number of Bits), es decir,
el nimero de bits efectivos. Indica
la desviacién para un conjunto
de lecturas del ADC respecto a la
media real. En otras palabras, un
68,3% (0 una desviacion estandar
respecto a la media) de las lectu-
ras del ADC perteneceran al rango
definido por ENOB.

Para ilustrarlo, volvamos al ejemplo
del NTC

Imaginemos que la salida del
NTC estad calibrada para ser lineal
en todo el rango de temperatura
para proporcionar 0V a -40°C y
2,5V a 85°C, y deseamos medir
con una exactitud de 1°C. Una
exactitud de 1°C en un rango de
125°C equivale a una exactitud del
0,8% para todo el rango. Supon-
gamos que tenemos un ADC de
12 bit con un error total de 1 LSB
y un rango de entrada de 2,5V, en
cuyo caso la exactitud de medida
del ADC serd de 1/4096, el 0,024%
0 2,5V/4096 bit o 610uV/bit, que
es 33 veces mejor que la exactitud
necesaria. Por tanto, te6ricamente,
un ADC de 12 bit deberia ofrecer
la suficiente exactitud para cumplir
estos requisitos.

Observemos ahora con mas detalle
el ejemplo de un ADC integrado de
12 bit y 400 kSPS integrado en un
microcontrolador nuevo

En su ficha técnica, el TUE (total
unadjusted error), es decir, el error
total no ajustado, es del +=1,8%
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Figura 2. La curva caracteristica de temperatura del termistor muestra la respuesta de la
temperatura frente las variaciones de la resistencia.
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entre -40°Cy 85°C. Un ADC de 6 bit
con un error total de 1 LSB ofrece
una exactitud del 1,6%. Por tanto,
{qué ocurre con los otros 6 bit del
ADC de 12 bit? No solo eso, sino
que el error también puede ser po-
sitive 0 negativo, por lo que puede
haber una variacion del 3,6% o 90
mV en las lecturas del ADC. En este
caso, el elevado error de ganancia
respecto a la temperatura contri-
buye mucho a reducir la exactitud.
Este gran error en la exactitud viene
como resultado de las limitaciones
inherentes a la tecnologia de proce-
so. Hay que prestar mucha atencién
al leer las fichas técnicas de los
ADC integrados ya que en algunos
casos para los ADC integrados solo
indican el rendimiento del ADC
cuando se utiliza una referencia de
tensién externa debido al ruido, la
deriva y el bajo rendimiento de la
referencia de tensiéon integrada, lo
cual frustra el objetivo que tenia
utilizar componentes analégicos
integrados. Por tanto, la exactitud
del ADCintegrado no es lo bastante
buena en este caso para cumplir
nuestro requisito del 0,8%.

{Qué pasa entonces con la
precision del ADC integrado? Si
consultamos el dato de la precisién,
el ENOB es de 11,1 bit que equivale
a una resolucién de unos 1,1 mV
en la sefial de entrada analdgica de
2,5V. La precision es unas 80 veces
mejor que la exactitud. El resultado
es que el ADC integrado tiene un
error de 90,7 mV y una precision de
unos 1,1 mV rms. La exactitud del
ADC integrado se puede mejorar
utilizando una referencia externa,
pero tal como se ha especificado el
ADC se desconoce hasta qué punto
la referencia externa mejorara la
exactitud.

Evaluemos ahora un ADC auté-
nomo como el MCP33141-10 de
Microchip Technology

A partir de la exactitud de este
ADC de 12 bit y 1 MSPS calcula-
mos el TUE y lo comparamos con
el del ADC integrado. El TUE para
el rango de temperatura de -40°C
a 125°C equivale al =0,06%, es
decir, su exactitud es 30 veces
mejor que en el ADC integrado y
dentro de un rango mas amplio de
temperatura. Por lo que respecta
a la precision, el ADC auténomo
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Total Unadjusted Ernos [TLIE)
Accuracy
Precision

£1.8% +0.06%
3.60% 0.12%
11.1 Bets 11.E Bits

Tabla 1. Esta tabla compara la exactitud y la precision entre un ADC auténomo y uno integrado.

tiene un ENOB de 11,8 bit, por lo
que en este ejemplo la precision
del ADC autonomo es unas 4 veces
mejor que su exactitud. El resultado
es que el ADC auténomo tiene un
error de 2,9 mV y una precision de
unos 0,7 mV rms.

En esta comparacion, la preci-
sion es muy similar en un ADC in-
tegrado y uno auténomo. No obs-
tante, aunque el ADC integrado era
preciso no pudo cumplir el requisito
de exactitud del 1%. Solo el ADC
auténomo pudo cumplir el requi-
sito de exactitud de 1°C o el 0,8%
respecto a la temperatura para un
sensor de temperatura NTC.

Observaciones sobre la exactitud y
la precision del sistema

El problema que supone con-
sultar solo la precision del ADC es
gue no tiene en cuenta las variables
en el sistema o los sistemas en los
que se utiliza el ADC. Si el ADC es
exacto y preciso, la salida del ADC
sera consistente en todos los dispo-
sitivos y bajo todas las condiciones,
y no en un dispositivo determinado
0 con unas condiciones determi-
nadas.

Por tanto, si no se necesitan
exactitud o consistencia entre sis-
temas o para todas las condiciones
bajo las que haya de funcionar
un sistema, las ventajas de un
ADC integrado serdn su menor
complejidad, tamafio y precio. La
complejidad serd menor con un
ADC integrado ya que no habra
necesidad de desarrollar software
para la conexién a un ADC externo
ni habrd que tener en cuenta la
colocacién ni el enrutamiento de
sefales analdgicas y digitales des-
de y hacia el ADC. La integracion
del ADC en el microcontrolador
también disminuye el espacio to-
tal ocupado por la placa. Ademas

el precio de un microcontrolador
con un ADC integrado suele ser
més bajo que la suma del precio
del microcontrolador y un ADC
auténomo.

Dicho esto, si se exigen pre-
cisién, exactitud y consistencia
entre sistemas o para todas las
condiciones de funcionamiento del
sistema hay que ser muy cuidadoso
al escoger el ADC. El disefiador no
debe caer en la trampa de creer que
la variacién entre dispositivos sera
pequefna y que se pueden emplear
técnicas de compensacién digital
para compensar la inexactitud o
el rendimiento analdgico inconsis-
tente. Conviene recordar que las
técnicas de compensacion digital
pueden disminuir la exactitud del
sistema y aumentar la complejidad
debido a las limitaciones inherentes
del proceso.

También conviene comprobar
que las especificaciones del ADCy
la referencia de tensién indiquen
no solo la exactitud sino también la
exactitud frente a la temperatura.
Si no se dispone de este dato para
el ADC, existe un riesgo elevado
de que las variaciones de proceso,
fabricacién, prueba y temperatura
se manifiesten como errores en el
sistema. Y aun peor, estas varia-
ciones no son deterministicas: un
dispositivo puede tener una signi-
ficativa deriva de ganancia positiva
y otro puede tener una significativa
deriva de ganancia negativa. Estas
grandes variaciones pueden pro-
vocar inestabilidad en el sistema.

La decisiéon entre un ADC in-
tegrado y uno auténomo se basa
simplemente en valorar el coste,
la exactitud y la consistencia del
rendimiento. Una vez establecidas
la exactitud o la consistencia del
rendimiento, la seleccién se podra
realizar con facilidad. H
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Como minimo, los uUltimos 18
meses han dejado una cosa cla-
ra: la conectividad rapida y fiable
se ha convertido en la savia vital
colectiva. Ha probado ser esencial
para consumidores, empresas, y
gobiernos.

Las expectativas de los clientes
también han quedado meridiana-
mente claras: los gritos de “quiero
lo que quiero y cuando lo quiero”
tienen mayor urgencia que nunca.

Por fortuna, el despliegue en
ciernes de 5G esta facilitando una
conectividad sin igual. La potencia
de 5G también acelerard la trans-
formacién digital de muchas in-
dustrias.

Estableciendo los
principales factores

Las Comunicaciones actuales y
futuras estdn dominadas por tres
factores principales: modernizacién
de la red, nuevos casos de uso y
modelos de negocio, y la evolucién
hacia 6G.

Si observamos la modernizacion,
las nuevas redes estan basadas en
software, e incluso se bromea con
que “excepto la antena, todo es
software”. Y no dista mucho de
la realidad. Para cumplir con las
demandas de los consumidores
respecto a conectividad, ancho de
banda, y latencia, la red necesita
ofrecer una escala sin precedentes
a menor coste. Las soluciones in-
cluyen la virtualizacién y la gestién
auténoma.

Lo siguiente, nuevos casos de
uso y modelos de negocio son
los caminos hacia nuevas fuentes
de ingresos. Para los operadores
de redes moviles, la conectividad
inaldmbrica todavia supone mas
del 70 por ciento de sus ingresos
anuales. Nuevas posibilidades en
mercados verticales y en aplicacio-
nes industriales ofrecerdn un nuevo
crecimiento.

Y, tercero, segun el despliegue
global de 5G evoluciona, la investi-
gacién en 6G esta ganando fuerza.

El objetivo es ofrecer los cambios
evolutivos y revolucionarios nece-
sarios para lograr una visién de
conectividad omnipresente.

Con estos fundamentos, mire-
mos hacia delante en el camino y
hacia un par de horizontes que es-
tardn aquf antes de que nos demos
cuenta: 2026 y 2031.

Visualizando el futuro:
2026

La nocién a largo plazo de
“todo y todos conectados” tiene
el potencial de ofrecer un pode-
roso conjunto de beneficios a los
consumidores, las empresas y los
gobiernos. Las expectativas siguen
evolucionando segun los usuarios,
los dispositivos, y los casos de uso,
demandan cada vez méas la mejor
calidad de servicio (QoS).

Estas expectativas estéan cen-
tradas en una conectividad fiable,
omnipresente y continua; y 5G lo
lograra, estando probablemente
disponible para el 60 por ciento
de la poblacion mundial en 2026.
Ericsson espera que los subscrip-
tores 5G crezcan a mas de 3 mil
millones, y algunas previsiones in-
dican que, para ese momento, las
redes 5G transportardn mas de la
mitad del trafico de datos moviles.
Esto se basa en parte en un conjun-
to en expansién de posibilidades:
* El juego movil en la nube se

espera que crezca a una tasa de

crecimiento anual compuesto

(CAGR) del 41 por ciento
* Nuevos casos de uso industriales

gue podrian implicar negocios

por valor de un billén de dolares

(trillébn americano) en 2028
* Transporte conectado, que es

crucial para los vehiculos au-

tonomos

* NTN basada en parte en cons-
telaciones de satélites de orbita
terrestre baja (LEO)

* Unos seis mil millones de co-
nexiones moviles 10T, siendo la
mitad de ellas de “loT de mision
critica”

Mientras que el crecimiento
puede provenir de la siguiente “ki-
ller app”, lo mas seguro es que las
oportunidades significativas ven-
gan de 4reas como nuevos servi-
cios para aplicaciones de tiendas
e industriales, incluyendo redes
privadas. También podria haber
oportunidades para la creacién de
nuevos mercados lucrativos que
aun no podemos imaginar.

Visualizando el futuro:
2031

Para 2031, las redes tempranas
6G estaran emergiendo: la con-
vergencia de los mundos fisico,
digital, y humano a través de apli-
caciones, ordenadores, y comuni-
caciones. Algunos han llamado a
este nuevo nivel de interaccion el
Internet de Todo.

Una caracteristica clave serd la
coexistencia e integracién de redes
de acceso radio heterogéneas, mu-
cho mas alld de lo que es posible
actualmente. Los casos de uso 6G
también marcaran la necesidad
de mayores tasas de datos. Esto
implica utilizar el espectro por en-
cima de los 100 GHz con anchos
de banda de varios giga hercios
mientras que simultdneamente se
hace un mayor uso de las bandas
por debajo de los 100 GHz. La efi-
ciencia espectral, energética, y el
disefio de forma de onda jugaran
un papel crucial.

La gestion de la red mediante |1A
permitird una mayor flexibilidad, y
serd necesaria ingenieria temporal
para habilitar nuevos casos de uso.
Los objetivos de baja latencia de 5G
seran mejorados por predictibilidad
temporal, en la que el momento
absoluto de llegada de datos (ni
demasiado pronto ni demasiado
tarde) serd preciso. Esto requiere
capacidades excepcionales de sin-
cronizacion temporal y de control
de encaminamiento.

Con estos cambios tan draméti-
cos en las interacciones de huma-
nos, maquinas y el mundo conec-
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tado, la confianza y la seguridad
deben de ser disefladas desde el
principio.

Las consecuencias de brechas
y de ataques son actualmente se-
veras, por lo que 6G necesitara
lograr altos niveles de sofisticacién
a la hora de detectar y neutralizar
amenazas a la vez que mejora la
prevencion de amenazas y la resis-
tencia organizativa.

Abriendo camino con
estandares abiertos

Volviendo al presente, el cami-
no hacia 2026 y 2031 comienza
con un cambio fundamental que
ya estd ocurriendo: la llegada de
las redes abiertas de acceso radio
también llamadas open RAN. Este
enfoque estandariza las interfaces
en una arquitectura disgregada
RAN que facilita el despliegue flexi-
ble de red, y también marca una
aproximacién comun hacia la vir-
tualizacién de la RAN. Open RAN
ha evolucionado hacia el concepto
del controlador inteligente de RAN
o RIC, que es un paso inicial hacia
la inevitable fusién de la RAN y del
nucleo de red.

Mientras que esto tiene la venta-
ja de reducir costes de infraestruc-
tura y de habilitar una expansion
flexible para los operadores mévi-
les, también aporta retos de inte-
roperabilidad entre elementos de
red de diferentes fabricantes, tanto
a nivel software como hardware.
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Otro reto, las interfaces abiertas
también incrementan la superficie
expuesta a ataques, requiriendo de
mas y mejores medidas de seguri-
dad. Los lideres de la industria es-
tén trabajando juntos para afrontar
estos retos a través de una organi-
zacién llamada la O-RAN Alliance
(Keysight es miembro de ella).

Habilitando el cambio

Podemos redefinir todo esto
como una oportunidad para habi-
litar el cambio dentro de organiza-
ciones y a lo largo de la industria.
Puede ser Util separar esto en dos
lineas de pensamiento separadas:
acelerar nuevos casos de uso, y
gestionar riesgos criticos.

Primero, una perspectiva clara
puede ayudar a acelerar los nue-
vos casos de uso. El progreso de
visidbn a accién y a éxito comienza,
como siempre, con la velocidad de
ejecucién. Esto es aln mas impor-
tante para aquellos que buscan
diferenciarse a través de nuevos
modelos de negocio que centren la
tecnologia en aquellas areas en las
gue tendrd mas impacto.

Segundo, los negocios siem-
pre tratan acerca de la gestion de
riesgos, y las nuevas tecnologias
deben ser desarrolladas y validadas
rapidamente y con confianza. Por
tanto, tanto si estas fabricando se-
miconductores, sistemas de red, o
equipos de usuario (u otros dispo-
sitivos), como si eres un proveedor

de servicios, un hyper-scaler, o un
fabricante original de dispositivos
de automocién, crear nuevas alian-
zas basadas en metas comunes ha
demostrado ser otra clave para el
éxito.

En definitiva, la capacidad de
lograr cambios que se anticipen
y que cumplan con las futuras ex-
pectativas requiere de investiga-
cién, disefo, y validacion junto
con procesos que confirmen de
forma efectiva y continua la expe-
riencia de usuario en los casos de
uso cruciales. Desde la fisica de
dispositivos semiconductores has-
ta sistemas avanzados de radio, o
sistemas auténomos y virtualizados
de red, hacer que todo esto funcio-
ne requerird el conocimiento y las
herramientas que evallen todo,
desde el comportamiento fisico y
funcional hasta la QoS.

Logrando avanzar en el
camino

Mirando las tecnologias que dan
forma al futuro de la conectividad,
el camino esta lleno de retos. Para
empresas como Keysight, nuestro
papel consiste en ayudar a la in-
dustria a acelerar la innovacion y
por tanto acelerar el progreso ha-
cia una conectividad fiable, hacia
nuevas posibilidades, y hacia una
experiencia de usuario excepcional.
Estamos preparados para trabajar
con la industria y explorar este ca-
mino juntos. M

Conectividad y seguridad
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La comunicacion forma parte
del Internet de las cosas (loT), y las
diferentes aplicaciones tienen sus
necesidades de comunicacién es-
pecificas, las cuales determinan sus
requisitos de red.

El equipamiento de la linea de
produccién en una fabrica de la In-
dustria 4.0 puede necesitar responder
en tiempo real a un comando de un
controlador central, lo que requiere
latencias de red muy bajas. Ademads,
los sensores remotos a bateria que
controlan las condiciones del suelo
pueden estar en reposo durante largo
tiempo y activarse Unicamente para
enviar paquetes cortos de datos.

Las aplicaciones utilizan un amplio
espectro de conectividad, incluidas
redes celulares, tecnologias inalambri-
cas, como wifi y Bluetooth, Ethernet
por cable e incluso por satélite. Los
protocolos de comunicacién consti-
tuyen un elemento clave de la pila
de tecnologia del loT de cualquier
dispositivo, ya que permiten el inter-
cambio estructurado de datos entre
dispositivos de loT o «cosas» y sus
aplicaciones relacionadas, a través del
medio de transporte elegido.

Se han desarrollado varios proto-
colos para satisfacer las necesidades
de diferentes clases de aplicaciones
loT, incluidas CoAP, XMPP y DDS.
Entre ellas, el Message Queuing Tele-
metry Transport (MQTT) y su derivado
MQTT-SN son unas de las aplicaciones
mas ampliamente adoptadas para la
creciente categoria de redes de largo
alcance y bajo consumo (LPWA).

El protocolo MQAQTT

Por tratarse de un protocolo ligero,
la arquitectura sencilla de MQTT y el
reducido disefio del cddigo resultan
idoneos para el creciente nimero de
dispositivos de microcontroladores de
bajo coste y bajo consumo empleados
en aplicaciones IoT. MQTT se ejecuta
mediante el protocolo TCP/IP y se
ha disenado especificamente para
redes de baja calidad en las que las
latencias pueden ser altas. El proto-
colo resulta ideal para aplicaciones
con las siguientes necesidades de
comunicacion:

* Uso minimo de ancho de banda

* Conectividad de red inaldmbrica

* Bajo consumo de energia

* Gran fiabilidad en caso necesario

* Minima demanda de recursos de
procesamiento y memoria

MQTT goza de gran popularidad
en aplicaciones de loT como conta-
dores inteligentes, rastreadores de
activos y sensores conectados para
el equipamiento industrial. Por su uso
eficiente del ancho de banda es ideal
para situaciones con costes de red ele-
vados y consumo de energia critico,
por ejemplo, cuando los conjuntos de
sensores remotos deben funcionar de
forma auténoma durante afios sin ne-
cesidad de mantenimiento. También
se presta muy bien para aplicaciones
moviles, por su reducido disefo del
cddigo y su eficacia a la hora de
distribuir informacién a uno o varios
suscriptores.
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Figura 1. (Qué es MQTT? (fuente: MQTT Org).

Vista general funcional
de MQATT

MQTT funciona sobre la base de
publicacién y suscripcién, en contra-
posicidon a un modelo cliente-servidor,
con dos entidades funcionales: el
broker MQTT y el cliente MQTT. Cual-
quier «cosa», ya sea un dispositivo o
una aplicacién, en una red loT puede
convertirse en un cliente MQTT. Los
clientes publican o suscriben men-
sajes, no directamente entre ellos,
sino a «Temas» gestionados por el
bréker MQTT. Los temas son similares
a las bandejas de entrada del correo
electrénico: un cliente publica un
mensaje en un tema y cualquier otro
cliente suscrito a dicho tema recibira
el mensaje.

El bréker MQTT se encarga de
recibir todos los mensajes publicados
y de garantizar su entrega a todos
los clientes suscritos. Los mensajes
se publican conforme a un ndmero
de niveles de calidad de servicio
acordados (véase a continuacién). El
broker también autentifica todos los
dispositivos oT de la red y gestiona
las conexiones, las sesiones y las sus-
cripciones.

MQTT-SN

MQTT-SN es una version optimiza-
da del MQTT, disefada especificamen-
te para redes de sensores inalambricos
a gran escala que requieren mayores
eficiencias en la transmisién de datos
y el consumo de energia. MQTT-SN
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sensors/temperature/out
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Figura 2. Temas MQTT (fuente: u-blox).

mejora la eficiencia de la transmision
de datos acortando la longitud de los
ID de los temas. La mensajeria de con-
trol también se reduce al permitir que
dichos ID acortados se programen
tanto en el cliente como en el broker.

Un procedimiento de manteni-
miento en MQTT-SN también permite
a los dispositivos entrar en reposo y
recuperar cualquier mensaje en cola
cuando se activan.

Conceptos MQATT

Con las entidades de bréker y clien-
te, los siguientes conceptos resultan
esenciales para el funcionamiento de
MQTT y MQTT-SN

Temas MQTT

Los temas son fundamentales para
el uso eficiente del ancho de banda
por parte de MQTT y una estructura
de varios niveles, figura 2. Los clientes
MQTT Unicamente se suscriben a los

Tapic lewel Tt keved

temas que les interesan y pueden uti-
lizar entradas comodin para acceder
a multiples temas.

Los temas MQTT facilitan la or-
ganizacién eficiente de los flujos de
datos a través de la red loT, lo que
permite un escalado masivo, ya que
los dispositivos solo reciben datos de
los temas suscritos.

Conexiones

Los clientes MQTT deben estable-
cer una conexién con el bréker para
publicar o suscribirse a los mensajes.
El cliente proporcionard su ClientID,
nombre de usuario y contrasefa
cuando envie una solicitud CONNECT,
gue confirmara el broker. Las solici-
tudes de conexién pueden calificarse
con los siguientes pardmetros:

Eliminacion de sesion: permite que
una solicitud de conexion también
purgue cualquier mensaje almacena-
do de la cola de suscriptores

sensors/+/out

Tepic level

Figura 3a. Comodin de un nivel.

I Fensie beve
Wideard

sensors/#

Topic bevel

Figura 3b. Comodin de varios niveles.
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Mantenimiento en activo: com-
patible con dispositivos a bateria en
reposo al definir el periodo méas largo
para que una conexién permanezca
activa cuando ni el broker ni el clien-
te han enviado mensajes. El broker
almacena cualquier mensaje para el
cliente durante este periodo hasta el
final del tiempo especificado.

Reposo (solo MQTT-SN): cuando
un dispositivo indica al bréker que
entra en reposo, el broker pone en
cola todos los mensajes suscritos
durante el periodo recomendado. La
principal diferencia con el modo Man-
tenimiento en activo reside en que el
bréker almacena todos los mensajes,
independientemente del nivel de QoS,
mientras que, en Mantenimiento en
activo, solo se almacenan los mensa-
jes de QoS 1y QoS 2. El modo Reposo
también permite al cliente vaciar su
cola de mensajes sin necesidad de
activacion.

Suscripciones

Los clientes utilizan las solicitudes
de SUSCRIPCION para suscribirse a
uno o varios temas y pueden utili-
zar una de las dos configuraciones
diferentes de comodines, como se
muestra en las figuras 3a 'y 3b.

El comodin de un nivel (+) sus-
tituye un nivel de tema, por lo que
«sensores/+/salida» se suscribiria a
los siguientes temas:

* sensores/suelo/salida
* sensores/agua/salida
* sensores/luz/salida

Los comodines de varios niveles
(#) sustituyen varios niveles de temas,
por lo que este comodin se suscribiria
a los siguientes temas:

* sensores/suelo/salida
* sensores/suelo/entrada
* sensores/temperatura/entrada

QoS

MQTT y MQTT-SN utilizan modos
de calidad de servicio (QoS) para per-
mitir al publicador definir la calidad
de su mensaje. La tabla 1 resume
estos modos y cdmo pueden utilizarse
conforme a las limitaciones de una
aplicacion determinada.

Las suscripciones también cuen-
tan con una configuracién de QoS
asociada, que puede utilizarse para
reducir la QoS del mensaje publicado,
y el mensaje siempre se publica con
la configuracion de QoS més baja.
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Modo QoS

Descripcion

Funciones

Usos

QoS -1
(activacion y olvido)

Solo MQTT-SN

El mensaje se envia pero no
se recibe confirmacién, no
se requiere conexion MQTT

Sin confirmacion
Sin reintentos

Mensajes no criticos
Reduce el tiempo en red
para dispositivos de baja
potencia

Reduce los costes de
mensajes

QoS0
(una vez como méaximo)

Se envia el mensaje, pero
no se recibe confirmacién

Mejores esfuerzos

Sin reintentos

Sin colas para clientes
desconectados

Mensajes no criticos
Reduce el tiempo en red
para dispositivos de baja
potencia

Reduce los costes de
mensajes

QoS1
(al menos una vez)

Los mensajes se entregan
al menos una vez, pero no
se impide la recepcién de
duplicados

Entrega garantizada
Reintentos hasta confir-
macion

Mensajes criticos

El cliente receptor puede
gestionar la duplicacion
Los mensajes deben al-
macenarse para clientes
que no estan conecta-
dos

QoS2
(exactamente una vez)

Los duplicados se contro-
lan para garantizar que el
mensaje se entregue solo
una vez

Mayor sobrecarga

Se utilizan uniones de 4
partes para garantizar
que no haya duplicados

Mensajes criticos
Los duplicados pueden
causar problemas

Conclusiéon

MQTT se usa en aplicaciones de multiples sectores, como la automocioén, el petréleo y el gas, la industria y las te-
lecomunicaciones. El protocolo goza de amplio apoyo dentro de la comunidad de loT y existen muchas herramientas,
incluidas librerfas de clientes y brokers, para ayudar al desarrollador a dar los primeros pasos.

De esta forma, comunicacién es mucho més que conectividad. Por ejemplo, el catdlogo de comunicacién como
servicio del loT de u-blox (figura 4) simplifica la obtencién de datos de dispositivos del loT en cualquier parte del
mundo para la empresa, gracias a la disponibilidad de tres productos complementarios: MQTT Anywhere, MQTT Here
y MQTT Now. Estos productos se construyen sobre la base de un bréker MQTT escalable de alto rendimiento y un po-
tente gestor de flujo de datos, lo que permite procesar, transformar e integrar facilmente los mensajes en la empresa.

En el mercado competitivo actual, los ciclos de desarrollo reducidos resultan cruciales y, con esta plataforma, u-blox
aprovecha las ventajas de MQTT para facilitar la comunicacién de datos entre los dispositivos del 10T y la empresa. B
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Figura 4. Catalogo de comunicacién como servicio del loT de u-blox.
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A pesar de que los MOSFET ba-
sados en carburo de silicio (SiC)
permiten unos niveles de eficiencia
mucho mayores en comparacién con
las versiones basadas en silicio (Si),
no siempre resulta facil decidir qué
tecnologia es la mejor opcién. En
este articulo, pretendemos explicar
los criterios a tener en cuenta. Para
tensiones por encima de los 1000V,
los IGBT solian ser la solucién elegi-
da. Pero las “superpropiedades” del
SiC posibilitan componentes unipo-
lares de conmutacién répida que se
pueden utilizar en lugar de los IGBT
bipolares. Permiten que aplicaciones
que antes solo eran factibles con
tensiones més bajas (<600 V) ahora
se implementen con tensiones mas
altas. En comparacién con los IGBT
bipolares, estos MOSFET basados en
SiC consiguen unas reducciones de
pérdida de potencia de hasta el 80
por ciento.

Infineon ha optimizado alin mas
las propiedades ya beneficiosas del
SiC—con CoolSiC Trench Technology,
es posible construir MOSFET con ten-
siones umbrales (Vth) especialmente
altas y capacitancia Miller baja. Esto
hace que sean mas resistentes a los
efectos de activacién pardsitos no
deseables con respecto a otros MOS-
FET SiC. Ademas de los modelos de
1200y 1700V, Infineon ha ampliado
su catalogo al incorporar MOSFET
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CoolSiC de 650 V, que también se
pueden emplear en aplicaciones
con una alimentacion de 230 V. Sus
mejoras en eficiencia de sistema y
robustez y su menor coste permiten
la utilizacién en aplicaciones como
telecomunicaciones, servidores, es-
taciones de recarga para vehiculos
eléctricos y paquetes de baterfa. Si
la eleccién generalmente se encuen-
tra entre los MOSFET basados en Si
probados y los MOSFET basados en
SiC mas recientes, hay varios criterios
a considerar.

Eficiencia y densidad de
potencia de la aplicacién

En comparacién con el silicio,
la RDSon del carburo de silicio es
menos propensa a la volatilidad en
el rango de temperatura operativa.
Con un MOSFET basado en SiC, la
RDSon sélo se mueve en un factor de
alrededor de 1,13 entre 25 y 100°C,
mientras que un MOSFET basado en
Si tipico, como el CoolIMOSTM C7
de Infineon, cambia en un factor de
1,67. Esto supone que la temperatura
operativa tiene mucho menos impac-
to en la pérdida de potencia y, por
lo tanto, puede ser mucho mayor.
Como consecuencia, los MOSFET
basados en SiC estan especialmente
indicados en aplicaciones con altas
temperaturas o pueden rendir con
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Los MOSFET basados en SiC tienen menos pérdidas de conductividad y hasta un 80 por ciento
de pérdidas de conmutacién con respecto a los IGBT—en este caso usando el ejemplo del

MOSFET CoolSiC de 650 V de Infineon.

soluciones de enfriamiento mas sen-
cillas para lograr los mismos niveles
de eficiencia.

Controladores

Al cambiar el silicio por el carburo
de silicio, también surge la pregunta
de cuéles son los controladores mas
adecuados. Si los controladores de
MOSFET basados en Si generan una
tensién de activacion de puerta de
hasta 15 V, generalmente pueden
seguir siendo utilizados. Sin embar-
go, una tension de activacion de la
puerta de hasta 18 V permite una
reduccién significativa en la resis-
tencia RDSon (hasta el 18 por ciento
a 60°C), de modo que aun valga la
pena un cambio de controlador.

También se recomienda evitar
tensiones negativas en la puerta, ya
gue pueden provocar una variacion
en VGS(th), de forma que la RDSon
aumente con el funcionamiento
prolongado. La caida de tension a
través de la inductancia de la fuente
en el bucle de accionamiento de la
puerta da como resultado una di/
dt alta, que puede causar un nivel
VGS(off) negativo. Un desafio aln
mayor lo plantea una dv/dts muy
alta, consecuencia de la capacitancia
de drenaje de la puerta del segundo
interruptor en una configuracién
de medio puente (half-bridge). Este
problema se puede evitar con una dv/
dt mas baja, pero a expensas de una
eficiencia reducida.

La mejor forma de limitar la ten-
sién de puerta negativa es usar un
circuito de alimentacién y contro-
lador separado por medio del con-
cepto de fuente Kelvin e integrar un
diodo clamping. Ubicado entre la
puerta y la fuente del interruptor,
un diodo clamping reduce la tensién
negativa presente en la puerta.

Carga de recuperacion
inversa Q__

Especialmente con topologias o
disefos resonantes que usan una
conmutacién dura continua del dio-
do del cuerpo del conductor, resulta

REE = Enero 2022


https://www.rutronik.com

fundamental considerar la carga de
recuperacion inversa Q . Se trata
de la carga que debe eliminarse del
diodo del cuerpo integrado—pre-
sente en todos los diodos—cuando
el diodo ya no es conductor. Varios
fabricantes de componentes han rea-
lizado grandes esfuerzos para reducir
esta carga lo maximo posible. La
familia “Fast Diode CoolMOS” de
Infineon es un ejemplo de los frutos
de dichos esfuerzos. Estos modelos
se caracterizan por diodos de cuerpo
més rapidos y pueden disminuir la
Qrr en un factor de 10 en compara-
cion con sus predecesores. La familia
CoolSiC de Infineon incluso ofrece
mas que esto—con respecto a los ul-
timos componentes CoolMOS, estos
MOSFET de SiC logran una mejora
adicional de diez veces.

La tecnologia CoolSiC respalda
el desarrollo de sistemas con menor
cantidad de componentes y elemen-
tos magnéticos y disipadores de calor
de menores dimensiones, siendo mas
sencillos, compactos y asequibles.
Gracias a la Trench Technology, estos
componentes también garantizan
unas minimas pérdidas en el uso y la
méaxima fiabilidad en la operacién.

Correccion de factor de
potencia (PFC)

Actualmente, el foco de la in-
dustria esta puesto en aumentar la
eficiencia del sistema. Para lograr
valores de eficiencia de, al menos,
el 98 por ciento, se estan dirigiendo
maés esfuerzos hacia la correccién del
factor de potencia (PFC). Los MOSFET
basados en SiC con Qrr mejorada
ayudan a conseguir el objetivo. Estos
modelos ahora posibilitan topologias
de medio puente/puente completo
(half-bridge/full-bridge) conmutadas
duras para PFC. Para su tecnologia
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La tecnologia Trench minimiza las pérdidas durante el uso y proporciona la maxima fiabilidad

durante la operacién.

CoolMOS, Infineon habia recomen-
dado previamente un enfoque de
"modo de corriente triangular”, pero
con el SiC es posible implementar
una PFC de polo de tétem de modo
de conduccién continua.

Capacidad de salida
cDSS

En una topologia conmutada
dura, se debe disipar la energia al-
macenada EOSS; esta energia es ti-
picamente superior a la de la Ultima
version CoolMOS. No obstante, en
comparaciéon con las pérdidas de
activacion de una PFC de polo de
totem, todavia permanece relati-
vamente baja y, por lo tanto, casi
inapreciable, al menos inicialmente.
La menor capacitancia implica que es
posible beneficiarse de velocidades
de conmutaciéon mas rapidas, pero
esto también puede llevar a que la
fuente de drenaje se sobrepase (VDS)
durante la activacion.

Con los MOSFET basados en Si,
esto se puede compensar mediante
el uso de una resistencia de puerta
externa para disminuir las velocida-
des de conmutaciéon y consequir la li-
mitacién de tensién requerida del 80
por ciento de la fuente de drenaje. La
desventaja de esta solucion es que,
especialmente durante la activacién,
el aumento de la corriente provoca
un incremento de las pérdidas de
conmutacién.

Aunque la capacitancia de salida
con los MOSFET basados en SiC es
mayor que con los semiconductores
de potencia basados en Si a través
de una tensién de fuente de drenaje
de 50 V, la relacién COSS/VDS es
mucho mas lineal. La consecuencia
de esto es que los MOSFET basados
en SiC posibilitan el uso de una re-

sistencia externa de menor tamafno
en el mismo circuito con respecto a
los modelos basados en Si, sin supe-
rar la maxima tension de fuente de
drenaje. Esto puede ser una ventaja
en algunas de topologias de circuito
como, por ejemplo, en convertidores
DC/DC resonantes LLC, donde es
posible omitir la resistencia de puerta
adicional.

Conclusidn

A pesar de que la tecnologia de
carburo de silicio tiene muchas ven-
tajas, la obsolescencia de los MOSFET
basados en Si de ninguna manera es
un hecho. Esto se debe, en parte,
al umbral de tensién mucho mayor
del diodo del cuerpo—mediante la
simple sustitucion de un MOSFET
basado en Si por un modelo basado
en SiC se conseguiria cuadruplicar la
pérdida de potencia en el diodo del
cuerpo, sacrificando esencialmen-
te las ganancias de eficiencia. Para
poder beneficiarse de la eficiencia
superior de los MOSFET basados en
SiC en la actualidad, la funcion boost
de una PFC debe usarse a través del
canal de MOSFET y no en la direccién
inversa del diodo del cuerpo. Los
tiempos muertos también se tienen
que optimizar para sacar el maximo
partido a los beneficios de los MOS-
FET basado en SiC.

Los MOSFET basados en SiC tie-
nen menos pérdidas de conductivi-
dad y hasta un 80 por ciento de pér-
didas de conmutacién con respecto
a los IGBT—en este caso usando el
ejemplo del MOSFET CoolSiC de 650
V de Infineon.

La tecnologia Trench minimiza las
pérdidas durante el uso y proporcio-
na la maxima fiabilidad durante la
operacion. M
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ordenador meédico que cuida del
sistema nervioso

Su alta capacidad de procesamiento permite una mejor
neuromonitorizacion en quiréfano

Durante mucho tiempo, el dafio del
sistema nervioso ha sido un riesgo
inevitable de ciertos procedimientos
quirdrgicos. Actualmente, este riesgo
puede reducirse de forma eficaz con
la neuromonitorizacion intraope-
ratoria. El sistema utiliza impulsos
eléctricos en las vias nerviosas para
hacer visibles las estructuras mas
pequenas y ocultas. De esta forma,
la tecnologia de la ultima generacion
de sistemas ISIS Xpert de inomed per-
mite el cuidado de los pacientes a un
nivel sin precedentes, especialmente,
gracias a la potencia de procesamien-
to del ordenador médico MLC 8 de
ADLINK, que desempena un papel
fundamental.

La imagen por resonancia mag-
nética (IRM) muestra un tumor del
tamafo de una nuez en el centro
del tronco encefélico de una nifa de
cinco afos. Los médicos de la clinica
especializada suiza buscan una forma
segura de acceder al tumor, evitando
a toda costa cualquier tipo de lesién
de los nervios cerebrales. Mediante
métodos de neuromonitorizacion, el
neurofisidlogo explora la superficie
del tronco cerebral y sefala al ciruja-
no el punto de entrada seguro. Tras
la intervencion, la IRM muestra que
el tumor fue extirpado con éxito sin
danfar los nervios craneales de la nifia.

Los estimulos eléctricos
como marcadores de
orientacion

En este tipo de operaciones, casi
siempre se interponen importantes
centros funcionales y nervios cranea-
les en un espacio muy reducido. La
neuromonitorizacién intraoperatoria
(NMIO) mide las corrientes de accion
naturales de los musculos alimen-
tados por los nervios craneales. Al
mismo tiempo, también se pueden
introducir estimulos eléctricos artifi-
ciales en los nervios y los musculos.

Durante la operacién, por ejemplo,
se estimulan los nervios craneales
motores de los musculos del ojo con
pequefias descargas eléctricas y se
controla su reaccion. Las distintas me-
diciones electrofisiolégicas propor-
cionan, asi, una imagen detallada de
las estructuras de la zona quirdrgica.

inomed estd especializada en
este tipo de sistemas dedicados
a la proteccion y la terapia de las
funciones neurolégicas. La neuro-
monitorizacién intraoperatoria es la
principal competencia de la empresa
con sede en Emmendingen, en el
sur de Baden-Wirttemberg. Clinicas
especializadas de todo el mundo
utilizan sus productos de la serie ISIS
Xpert. «Nos hemos propuesto ofrecer
a nuestros clientes hoy, aquello que
necesitaran en el futuro. La marca de
distincién que haga Unicos a nuestros

dispositivos debe ser la innovacion
y la calidad», explica el Dr. Tomasz
Moszkowski, Product Manager de
inomed. «Con la Ultima generacién
de productos, queremos ofrecer a
los usuarios un rendimiento signifi-
cativamente mayor, con la opcion,
si es posible, de mostrar escenarios
complejos en tiempo real. Nosotros
mismos hemos desarrollado el soft-
ware y necesitdbamos un hardware
con la potencia adecuada para ello».

Requisitos de hardware
para escenarios
complejos

Los sistemas de inomed estan
disenados para que cada uno de los
procesos importantes se base en un
nucleo de procesador. Los escenarios
mé&s complejos necesitan una mayor
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capacidad para que distintos proce-
sos se realicen de forma paralela en
multiples nucleos. Sin embargo, en
un quiréfano, el consumo de energfa
del procesador es limitado, debido
a la ausencia de ventilador: los mi-
crobios pueden establecerse en las
aperturas de ventilacién y el propio
ventilador interrumpirfa el flujo de
aire laminar uniforme que garantiza
una ventilacién sin gérmenes en el
quiréfano.

Ademas, los sistemas de inomed
deben contar con la debida aproba-
cion como dispositivos médicos. De
nuevo, la UE ha elevado el nivel de los
requisitos con el reciente Reglamento
sobre Dispositivos Médicos (MDR,
Medical Devices Regulation). El pro-
ceso de aprobacién es especialmente
largo, sobre todo, cuando el producto
en si consta de varios componentes.
En este caso, es una ventaja decisiva si
los componentes mas importantes ya
han sido certificados como productos
sanitarios o dispositivos médicos por
los proveedores.

«También necesitamos contar con
la garantia de que el hardware segui-
ré estando disponible durante todo el
ciclo de vida del producto», explica el
Dr. Tomasz Moszkowski. «Entre otras
cosas, debido a los exhaustivos re-
quisitos de seguridad y certificacion,
los ciclos son significativamente mas
largos para nosotros que para el resto
del mundo informéatico. Esperamos
gue una generaciéon de productos
dure entre cinco y diez afos.».

El ordenador como
dispositivo médico

Por este motivo, inomed confia
desde hace tiempo en el panel PC
de la serie MLC de ADLINK, disehado
para uso médico. En la nueva gene-
racién de la serie ISIS Xpert, el MLC 5
utilizado anteriormente ha sido sus-
tituido por el nuevo MLC 8. «Hemos
podido aumentar considerablemente
el rendimiento del nuevo ordenador
en comparacién con el modelo an-
terior» explica Andre Fortdran, res-
ponsable de tecnologia y marketing
de ADLINK en Alemania, y especifica
los valores clave mas importantes del
nuevo ordenador:

«EI PC funciona con un procesador
de 6 nucleos de octava generacién
de Intel, un disco duro SSD de 1 TB
y memoria RAM DDR4 de 8 GB. La
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microelectrénica esta alojada en una
carcasa de aluminio cerrada y sin
tornillos con clase de proteccion IP54,
por lo que es resistente a los desin-
fectantes y productos de limpieza,
generalmente agresivos, utilizados
en las clinicas. Al mismo tiempo, el
metal garantiza una disipacion eficaz
del calor de la CPU (Unidad Central
de Procesamiento) sin necesidad de
ventiladores».

Todos los detalles de los orde-
nadores de panel de ADLINK estén
optimizados para su uso en clinicas
y quiréfanos. La pantalla puede
utilizarse en horizontal y en vertical;
su superficie de cristal continua esta
perfectamente unida al panel de
visualizacién mediante una unién
oOptica. Esto reduce el efecto espejo,
evita la condensacién entre las capas
y prolonga la vida uatil. En cuanto a
la seguridad eléctrica y la compati-
bilidad electromagnética (CEM), los
ordenadores cumplen los exigentes
requisitos para el funcionamiento en
quiréfano. Las numerosas opciones
de conexion para los dispositivos pe-
riféricos permiten una configuracién
individual del entorno, incluyendo
modulos WIFi/BT o pantallas adi-
cionales.

ADLINK figura como socio pre-
mium de Intel y, por tanto, puede
garantizar que todas las partes im-
prescindibles del hardware, incluidos
los procesadores, seguirdn estando
disponible durante mas de diez afios.
Como toque final, para mantener la
imagen de marca, el panel de PC de
los sistemas ISIS Xpert sigue el disefio
corporativo de inomed.

Mavor seguridad sin
esperas

Gracias a la gran potencia de la
CPU del MLC 8, la velocidad de acceso
y evaluacion de los nuevos sistemas
ISIS Xpert se ha incrementado sig-
nificativamente y, al mismo tiempo,
se ha reducido considerablemente la
latencia en el procesamiento de da-
tos y la visualizacién. El rendimiento
gréfico, que afecta directamente a la
visualizacién de las curvas fisiolégicas
en tiempo real, aumentd en un 160
%. El rendimiento multintcleo au-
mentd en un 60 %, lo que permite
manejar escenarios de aplicaciéon
complejos y multimodales. El ren-
dimiento de un solo nucleo para el

registro y procesamiento simultdneo
de senales fisioldgicas procedentes de
numerosos canales de conduccién se
ha incrementado en un 58 %.

«Con nuestros nuevos sistemas,
podemos obtener sefales electro-
fisiolégicas de varias estructuras
musculares simultaneamente y com-
binarlas con la informacién visual del
microscopio quirdrgico en tiempo
real. El retraso causado por el proceso
informéatico ya no es perceptible,
explica el Dr. Moszkowski.

A menudo, se utiliza un sistema
de navegacion adicional para las
operaciones en el sistema nervioso
central, cuyos datos también pueden
integrarse en la pantalla. Esto permite
representar escenarios mucho mas
complejos. El neurofisiélogo puede
proporcionar al cirujano informacion
mucho mas precisa y detallada. De
este modo, pueden trabajar con
mucha mas rapidez y eficacia vy, al
mismo tiempo, ofrecer a los pacien-
tes una mayor seguridad. «Gracias a
un mayor rendimiento informatico
disponible en el mercado, hemos
alcanzado un nivel sin precedentes
en la proteccién de las estructuras
neuromusculares en el area quirr-
gica», afirma con alegria el Product
Manager.

Andre Fortdran sefiala que ino-
med, como cliente de ADLINK,
también recibe seguridad adicional:
«Los ordenadores de panel de la serie
MLC 8 estan certificados y registrados
siguiendo la norma IEC/EN 60601
segln las exigencias del mercado; vy,
adicionalmente, como dispositivos
médicos de clase MDR I. De este
modo, aliviamos a nuestros clientes
todo el esfuerzo de aprobaciéon y
documentacién del producto que
requiere este importante compo-
nente y garantizamos la trazabilidad
requerida. A su vez, asumimos la
responsabilidad de los riesgos de los
hardware informaticos».

Dr. Tomasz Moszkowski afirma:
«Podemos confiar plenamente en
nuestro proveedor. ADLINK era y es el
Unico proveedor que podia satisfacer
todos nuestros requisitos y deseos.
Estamos muy satisfechos, tanto con
la cooperacién en el desarrollo de
productos, las soluciones conjuntas,
el compromiso y la dedicacion en el
servicio, y la asistencia individualiza-
da. Sin duda, continuaremos con esta
exitosa colaboracién». M
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Advantech refuerza su compromiso con AMD

Desde la introduccién de la mi-
croarquitectura Zen, los procesado-
res de AMD se han adelantado cada
vez méas a su archienemigo Intel. Los
analisis comparativos realizados por
reconocidos medios de comunica-
cién informaticos han confirmado
recientemente la excelencia de AMD
en términos de rendimiento, precio
y consumo energético. Esto también
se estd extendiendo en la comunidad
de sistemas embebidos, por lo que
empresas como Advantech se estan
preparando para satisfacer la cre-
ciente demanda de los fabricantes
de equipos originales. Hablamos con
Dirk Finstel, Vicepresidente Asociado
de IoT embebido y CTO de Europa
en Advantech, sobre la cambiante
situacion del mercado.

Sr. Finstel, la comunidad de sistemas
embebidos no es conocida por re-
accionar rapidamente a las nuevas

"AMD se ha convertido en una marca mucho

mas fuerte durante la Ultima década bajo la
direccién de la consejera delegada Lisa Su,
que ha demostrado hacer avanzar a su em-
presa”. Dirk Finstel, vicepresidente asociado
de Embedded IoT y director de tecnologia en
Europa de Advantech

clasificaciones de procesadores. A
los fabricantes de equipos originales
les gusta cehirse a su ecosistema.
(Por qué?

La mayoria de los OEM que utili-
zan tecnologia de sistemas embebi-
dos venden productos con la misma
configuracién durante anos. Tampo-
co son partidarios de cambiar de pro-
veedor de plataforma de procesador
cuando lanzan nuevas generaciones
de estos productos. Sencillamente,
el esfuerzo de cualificacion y certi-
ficacién es demasiado grande para
estar siempre a la caza del Ultimo
procesador. Ademas, se espera que
las inversiones realizadas den sus
frutos en el largo plazo. Por eso el
mercado reacciona con relativa len-
titud a los cambios en el panorama
competitivo entre los proveedores de
procesadores. Sin embargo, la de-
manda de procesadores embebidos
de AMD se estd recuperando.

¢(De dénde procede la demanda?
{Realmente quieren los clientes
cambiar?

Hay multiples razones para el au-
mento de la demanda, que van desde
la disponibilidad hasta el precio y el
rendimiento, en los que AMD ha ob-
tenido siempre buenas calificaciones
a lo largo de los afos, pasando por
los nuevos retos de los servidores
edge y las pasarelas debido a la
digitalizacién. AMD también ha
decidido trabajar mas intensamente
con los socios de sistemas embebidos
para ampliar el soporte a los clientes
OEM. Ademas, creo que AMD se ha
convertido en una marca mucho
mas fuerte durante la Ultima década
bajo la direccién de la consejera de-
legada Lisa Su, que ha demostrado
hacer avanzar a su empresa con una
tecnologia potente, unos precios
atractivos y una estrategia “fabless”
(sin fabricas) de gran éxito. Asi que
el deseo de cambiar por un solo
punto de referencia de rendimiento
no es realmente el motor aqui. Se

trata méas bien del conjunto y de las
perspectivas de futuro, que apuntan
constantemente hacia arriba para
AMD vy que nosotros, como fabri-
cante de sistemas embebidos y socio
de élite de AMD, naturalmente tam-
bién queremos trasladar al mercado
embebido.

{Cuéles son los mercados en los que
la tecnologia de procesadores de
AMD tiene mas éxito?

AMD ha sido tradicionalmente
fuerte en aplicaciones embebidas
como la senalizacién digital, gaming,
los HMI industriales, las estaciones
de control e imagenes médicas. En
otras palabras, en todos los lugares
donde los graficos embebidos de alto
rendimiento prometen beneficios. En
combinacién con los algoritmos de
inferencia de aprendizaje profundo
acelerados por la GPU, los procesa-
dores que integran CPU y GPU - AMD
los llama APU, que significa Unidades
de Procesamiento Acelerado - tam-
bién estdn en alza para aplicaciones
de conocimiento de la situacion
basadas en la vision y el anélisis de
datos locales para el mantenimiento
predictivo.

Ahora, AMD también esta disfru-
tando de un enorme éxito en aplica-
ciones de red y almacenamiento, que
ofrecen precisamente las tecnologias
necesarias para la digitalizacién
en el edge industrial. Necesitamos
sistemas de infraestructura para
todo lo que se va a convertir en
inteligente, desde el ferrocarril y las
ciudades inteligentes hasta las redes
inteligentes de la industria energéti-
ca y de servicios publicos, asi como
infraestructuras de carga para la
electromovilidad y soluciones para la
conduccién autbnoma. Para este tipo
de aplicaciones, la oferta de servicios
integrados de AMD con CPUs multi-
nucleo de alto rendimiento y GPGPUs
también resulta muy atractiva. Tras
la adquisiciéon de Xilinx por parte
de AMD, espero que la inteligencia
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Los mdédulos SOM-6872 COM Express y AIMB-229 Mini-iTX estan equipados con procesadores octa-core AMD Embedded Ryzen V2000
y pueden procesar un total de 16 hilos conductores en paralelo. Esta elevada capacidad de procesamiento en paralelo es crucial para los

dispositivos edge.

artificial, la infraestructura de redesy
las aplicaciones de Edge Computing
también se beneficien.

(Qué puede ofrecer a todos estos
clientes?

Vemos una creciente demanda de
sistemas de alto rendimiento, y los
nuevos modulos de servidor COM-
HPC son sin duda una plataforma muy
atractiva. Los procesadores AMD de
nivel de servidor estan literalmente
predestinados a ello. Ya estamos ha-
blando con los principales OEM sobre
la implementacién de soluciones ba-
sadas en Zen 3, y espero que pronto
podamos presentar lanzamientos de
productos e implementaciones de
sistemas muy interesantes. Por cierto,
el sector de bajo consumo también
puede esperar algunos desarrollos
atractivos. Hay que reconocer que
siempre se tarda un poco en que la
Ultima tecnologia de procesadores
reciba soporte oficial para sistemas
embebidos; por ejemplo, la serie
AMD Ryzen R2000. Sin embargo,
este retraso es bastante comprensible,
ya que solo tiene sentido prometer
soporte embebido a largo plazo para
el mercado una vez que AMD tenga
acuerdos con los grandes OEM que
permitan que dicho compromiso de
entrega sea econémico. Al fin y al
cabo, estamos hablando de siete,
diez o incluso mas afos, lo que su-
pone una gran cantidad de recursos.
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Sin embargo, todos los seméaforos
estdn ahora en verde para nosotros,
y estamos deseando implementar y
ofrecer variantes embebidas con estas
nuevas tecnologias que ya han con-
quistado el sector de la informética
con sus extraordinarias referencias de
rendimiento. Afortunadamente, esto
ocurrird con relativa rapidez, ya que
el AMD Ryzen R2000 es compatible
con su predecesor.

Todo esto no es mas que una ilu-
sién, asi que hablemos también de
la cartera de productos que ya esta
disponible.

Tienes razon, por supuesto, pero
{qué son unos meses O trimestres
en el ciclo de vida de un embebido?
Y también esté el hecho de que los
despliegues del manana se basan a
menudo en desarrollos que estan en
produccién en serie hoy. El AMD Ry-
zen R2000 lo ilustra claramente. Y la
implementacién de disefos basados
en médulos COM (Computer-On-
Modules) es alin méas sostenible, ya
gue no estas atado a una generacion
especifica de procesadores ni, si fuera
necesario un cambio, al fabricante
del procesador. Asi, los clientes
pueden utilizar hoy una placa que
hemos desarrollado para el AMD
Ryzen Embedded R1000 y utilizar
esta plataforma méas adelante con el
AMD Ryzen R2000 una vez que esté
disponible como version embebida.

Con los moédulos, principalmente
también es facil cambiar los disefios
de un fabricante de CPU a otro.
Para facilitarlo, los proveedores de
tecnologia de sistemas embebidos,
como Advantech, ofrecen servicios
de migracién a sus clientes OEM. En
general, creemos que el ecosistema
de servicios en torno a las placas y
los modulos es crucial para el OEM, y
aqui es donde Advantech, como lider
mundial en tecnologia informética
embebida, estd mejor posicionado.

Entonces, ¢la migracion es impor-
tante?

Como ya he dicho, no se trata de
gue los OEM se suban al carro del ul-
timo procesador de referencia. Es una
decision estratégica que gira en torno
a las hojas de ruta, la compatibilidad
con el sistema operativo y las perspec-
tivas de futuro. Se trata de categorias
claramente diferentes a la decisién de
comprar un PC de oficina con este di-
sefo hoy y con aquel disefio mafana.
Los fabricantes de equipos originales
tampoco se comprometen con un
fabricante de procesadores y luego
compran sus placas primero a un
proveedor de informéatica embebida
y la siguiente vez a otro. En este caso,
también es crucial la colaboracién
fiable y probada con el proveedor.
Por supuesto, el proveedor tiene que
contar con el ecosistema adecuado y
ofrecer el soporte adecuado para ello.
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{Qué ofrecen ustedes a este respecto
que no ofrezcan otros?

Como pionero y lider en el mer-
cado de los sistemas embebidos,
Advantech ofrece un modelo de
servicio integral para la integracion de
placasy sistemas embebidos. Ofrece-
mos software, pantallas y periféricos
con servicios de disefo especificos
para el cliente para una variedad de
industrias.

Para abordar el mercado de aplica-
ciones loT, nuestras soluciones embe-
bidas pueden integrar cualquier tipo
de soluciones de adquisicion de datos
inaldmbricos, software de gestiéon
WISE Paas$, funciones de seguridad y
soluciones de conectividad de sensor
a nube.

Esto significa que los clientes
pueden ahorrar mucho tiempo en
la toma de decisiones y obtener un
servicio integral para su aplicacién.
Esto hace que las ofertas de otros
fabricantes de mdédulos, que solo
incluyen compilaciones individuales
del nucleo del sistema operativo Li-
nux basadas en Yocto, parezcan méas
bien escasas. Nosotros, en cambio,

proporcionamos el paguete comple-
to de gestién de BIOS, middleware
y hardware, incluida la supervision,
gestion y mantenimiento en la nube.

(Para qué productos especificos ba-
sados en procesadores AMD ofrecen
actualmente este paquete de servicios
integrales?

Nuestros modulos COM Express
SOM-5871 y SOM-6872 estan ba-
sados en los procesadores AMD
Ryzen Embedded V1000 y V2000
y estan disponibles en un total de
9 configuraciones diferentes. Tam-
bién ofrecemos la misma gama en
nuestras placas Mini-ITX AIMB-228 y
AIMB-229. Més arriba en la cadena
de valor afadido, los clientes OEM
también pueden obtener sistemas
totalmente certificados, como nues-
tro sistema EPC T1228 de 43 mm
y 1U con procesadores AMD Ryzen
Embedded V1000, o el reproductor
de sefalizacion digital DS-082 con
procesadores AMD Ryzen Embedded
V1000 y R1000, que es significa-
tivamente més fino, con 19 mm.
Ademas, estan nuestras plataformas

de gaming DPX-E265, DPX-E140 y
DPX-S450. Todas ellas disponibles con
procesadores AMD Ryzen Embedded
V1000 y R1000, estdn disefadas
especificamente para terminales de
juego y loteria profesionales. También
podemos suministrar este tipo de di-
sefos dedicados para otros mercados,
Si es necesario.

Dos ejemplos en los que estoy
pensando son los HMI, que podrian
estandarizarse mas a nivel de placa, o
las soluciones de infoentretenimiento
para vehiculos de todo tipo. Piensa en
Tesla implementando el procesador
AMD Embedded Ryzeny la tecnologia
grafica basada en RDNA 2 en el centro
de infoentretenimiento y juegos de
sus Model S y X de gama alta. Como
fabricante lider de procesadores em-
bebidos, estamos definitivamente en
posicién de implementar el potencial
de AMD para el mercado de la mo-
vilidad en grandes volimenes y con
la mejor calidad de serie - también
como soluciones convencionales 1SO
10487 en formato 1DIN y 2DIN, si
los desarrolladores desean reciclar los
factores de forma estandar. M

Las plataformas DPX-E265, DPX-E140 y DPX-5450 basadas en
AMD Ryzen Embedded V1000 y R1000 estan especialmente
disenadas para terminales profesionales de juego y loteria.
Advantech puede suministrar este tipo de sistemas dedicados
también para otros mercados si se requiere: una solucién ISO
10487 convencional en formato 1DIN y 2DIN para el sector
de la automocién, por ejemplo.
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